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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian
Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and
compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our
goods. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail
to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If
you require assistance please call ASRock Tel : +886-2-28965588 ext.123 (Standard
International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.

Homi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
2 ATX 12V Power Connector (ATX12V2)
CPU Fan Connector (CPU_FANI1)

w

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
CPU/Water Pump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)
RGB LED Header (RGB_LED2)

Addressable LED Header (ADDR_LEDI)

ATX Power Connector (ATXPWRI1)

10 USB 3.2 Genl Header (USB3_5_6)

11 SATA3 Connector (SATA3_0)

12 SATA3 Connector (SATA3_1)

13 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
14 USB 3.2 Genl Header (USB3_3_4)

15 SATA3 Connector (SATA3_2)

16 SATA3 Connector (SATA3_3)

17 System Panel Header (PANELI)

18 Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)

19  Chassis Intrusion and Speaker Header (SPK_CI1)

20 SATA3 Connector (SATA3_4)

21 SATA3 Connector (SATA3_5)

22 SPITPM Header (SPI_TPM_J1)

23 POST Status Checker (PSC)

24 USB 2.0 Header (USB1_2)

25  Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)
26 Thunderbolt AIC Connector (TB1)

27  Addressable LED Header (ADDR_LED?2)

28 RGBLED Header (RGB_LEDI)

29  Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN4/WP)

O o N N Ul W

30 Front Panel Audio Header (HD_AUDIOLI)
31 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
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No. Description No. Description

1 PS/2 Mouse/Keyboard Port 8 USB 3.2 Gen2 Type-A Port (USB31_TA_1)
2 D-Sub Port 9 USB 3.2 Gen2 Type-C Port (USB31_TC_1)
3 LAN RJ-45 Port* 10  Antenna Bracket

4 LineIn (Light Blue)** 11  DisplayPort 1.4

5  Front Speaker (Lime)** 12 HDMI Port

6  Microphone (Pink)** 13 USB 3.2 Genl Ports (USB3_1_2)

7 USB 2.0 Ports (USB_34)

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
SPEED LED
|

LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




** Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port Function

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock H470M Pro4 motherboard, a reliable
motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.
It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

content of this documentation will be subject to change without notice. In case any

modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to

this motherboard, please visit our website for specific information about the model

you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

1.1 Package Contents

¢ ASRock H470M Pro4 Motherboard (Micro ATX Form Factor)
¢ ASRock H470M Pro4 Quick Installation Guide

e ASRock H470M Pro4 Support CD

e 2x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

e 3 x Screws for M.2 Sockets (Optional)

e 1x1/O Panel Shield



1.2 Specifications

Platform e Micro ATX Form Factor
¢ Solid Capacitor design

CPU e Supports 10" Gen Intel® Core™ Processors (Socket 1200)
¢ Digi Power design
* 9 Power Phase design

¢ Supports Intel® Turbo Boost 3.0 Technology
Chipset ¢ Intel® H470

Memory ¢ Dual Channel DDR4 Memory Technology
e 4x DDR4 DIMM Slots
e Supports DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC, un-
buffered memory
* Please refer to Memory Support List on ASRock's website for
more information. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) support DDR4 up to 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® and Celeron® support DDR4 up to 2666.
e Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-
ECC mode)
* Max. capacity of system memory: 128GB
e Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
¢ 15u Gold Contact in DIMM Slots

Expansion e 2x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1/PCIE4: single at x16
Slot (PCIE1); dual at x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))
* Supports NVMe SSD as boot disks
e 2x PCI Express 3.0 x1 Slots
e Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™
e 1xM.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
and Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

Graphics e Intel® UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

e Hardware Accelerated Codecs: AVC/H.264, HEVC/H.265
8bit, HEVC/H.265 10bit, VP8, VP9 8bit, VP9 10bit, MPEG 2,
MJPEG, VC-1
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Audio

LAN

* VP9 10bit and VC-1 are for decode only.
* VP8 and VP9 encode are not supported by Windows OS.

Graphics, Media & Compute: Microsoft DirectX 12, OpenGL
4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video, Hybrid /
Switchable Graphics, OpenCL 2.1

Display & Content Security: Rec. 2020 (Wide Color Gamut),
Microsoft PlayReady 3.0, Intel” SGX Content Protection,
UHD/HDR Blu-ray Disc

Three graphics output options: D-Sub, HDMI and
DisplayPort 1.4

Supports Triple Monitor

Supports HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

Supports DisplayPort 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Port (Compliant
HDMI monitor is required)

Supports HDCP 2.3 with HDMI 1.4 and DisplayPort 1.4
Ports

Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 1.4 and
DisplayPort 1.4 Ports

7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek
ALCI1200 Audio Codec)

Premium Blu-ray Audio support

Supports Surge Protection

PCB Isolate Shielding

Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
Nahimic Audio

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE



Rear Panel
1/0

Storage

Connector

¢ 1x Antenna Bracket

¢ 1xPS/2 Mouse/Keyboard Port

e 1xD-Sub Port

¢ 1xHDMI Port

¢ 1x DisplayPort 1.4

e 2x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

e 1x USB 3.2 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (Supports ESD
Protection)

e 1x USB 3.2 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (Supports ESD
Protection)

e 2x USB 3.2 Genl Ports (Supports ESD Protection)

¢ 1xRJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

e HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

* 6xSATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
17), NCQ, AHCI and Hot Plug*

*If M2_2 is occupied, SATA3_1 will be disabled.

e 1x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2280 M.2
PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**

e 1x M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to
Gen3 x2 (16 Gb/s)**

** Supports Intel* Optane™ Technology
** Supports NVMe SSD as boot disks
** Supports ASRock U.2 Kit

e 1x SPITPM Header
¢ 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header
¢ 2xRGB LED Headers
* Support in total up to 12V/3A, 36W LED Strip
e 2x Addressable LED Headers
* Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
¢ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
¢ 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
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* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
¢ 4 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP and CHA_FAN4/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin
fan is in use.
e 1x 24 pin ATX Power Connector
* 1x8pin 12V Power Connector
* 1x4 pin 12V Power Connector
¢ 1x Front Panel Audio Connector
¢ 1 x Thunderbolt AIC Connector (5-pin) (Supports ASRock
Thunderbolt 3 AIC R2.0 Card only)
e 1x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)
e 2x USB 3.2 Genl Headers (Support 4 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

BIOS e AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUT support
Feature e ACPI 6.0 Compliant wake up events
e SMBIOS 2.7 Support
* CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM, PCH,
VCCSA,VCCSEFR Voltage Multi-adjustment

Hardware e Temperature Sensing: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Wa-
Monitor ter Pump Fans
e Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water
Pump Fans

¢ Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis/Water Pump Fans

¢ Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis/
‘Water Pump Fans

e CASE OPEN detection

¢ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH 1.05V, VCCSA, VCCST, VCCIO

(0] e Microsoft® Windows® 10 64-bit



Certifica- e FCC,CE
tions e ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including

A adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done
at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by
overclocking.

10
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Chapter 2 Installation

This is a Micro ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

11



2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1200-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap
ﬁ is on the socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the
socket. Do not force to insert the CPU into the socket if above situation is found.
Otherwise, the CPU will be seriously damaged.
2. Unplug all power cables before installing the CPU.

12
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be
placed if you wish to return the motherboard for after service.

14
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink




2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. Itis unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

Dual Channel Memory Configuration

Priority DDR4_A1 DDR4_A2 DDR4_B1 DDR4_B2
1 Populated Populated
2 | Populated | Populated Populated Populated

the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.

: The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to

16






2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 4 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:

PCIE1 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE3 (PCle 3.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE4 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.

PCle Slot Configurations
PCIE1 PCIE4
Single Graphics Card x16 N/A
Two Graphics Cards in
L oTM x16 x4
CrossFireX " Mode
For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
chassis fan connector (CHA_FANI~4/WP) when using multiple graphics cards.

18



2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“Open”.

W W

Short Open
Clear CMOS Jumper Short: Clear CMOS
(CLRMOS1) Open: Default

(see p.1, No. 18) 2-pin Jumper

H470M Pro4

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system setup
parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please turn
off the computer and unplug the power cord, then use a jumper cap to short the
pins on CLRMOSI for 3 seconds. Please remember to remove the jumper cap after
clearing the CMOS. If you need to clear the CMOS when you just finish updating
the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down before you do
the clear-CMOS action.

Q If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option
“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.

19



2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power
(9-pin PANEL1)
(see p.1, No. 17)

button, reset button and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED- )

HDLED+ assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way

to turn off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to
restart the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.

Chassis Intrusion and D?JPME’:fER Please connect the
Speaker Header E):vw\iw | chassis intrusion and the
(7-pin SPK_CI1) . chassis speaker to this
(see p.1, No. 19) 11 |O|O]O header.
SIGN/I\L |
GND

DUMMY
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Serial ATA3 Connectors

These six SATA3

(=R
I
(SATA3_0: 2 connectors support SATA
pis PP
see p.1, No. 11) % _L data cables for internal
(SATA3_1: = storage devices with up to
see p.1, No. 12) E | 6.0 Gb/s data transfer rate.
<
(SATA3_2: o = *If M2_2 is occupied,
see p.1, No. 15) wFE o SATA3_1 will be disabled.
I
SATA3_3: o @
see p.1, No. 16) 5 8 S
(SATA3 _4: SATA3 5 SATA3 4
see p.1, No. 20) —7
(SATA3_5:
see p.1, No. 21)
USB 2.0 Header USB PWR There is one header on
5.

(9-pin USB1_2)
(see p.1, No. 24)

this motherboard. This
USB 2.0 header can
support two ports.

P
USB_PWR

USB 3.2 Genl Headers Vous There are two headers on

Vbus. IntA_PB_SSRX-
(19—pin USB3_3_4) IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ thlS motherboard. Each

IntA_PA_SSRX+ GND
(see p.1, No. 14) ono IntA_PB_SSTX- USB 3.2 Genl header can
) IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+

(19-pin USB3_5_6) Inth_PA_SSTX+ ono support two ports.

GND IntA_PB_D-
(see pl, No. 10) IntA_PA_D- IntA_PB_D+

IntA_PA_D+ Dummy
1

Front Panel Audio Header GNERE&%CI% This header is for

(9-pin HD_AUDIOL1)
(see p.1, No. 30)

connecting audio devices

to the front audio panel.

21



1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis
Q must support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our

manual and chassis manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by
the steps below:
A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.
B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.
C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.
E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.

Chassis/Water Pump Fan  ran_speeD_coNTROL This motherboard provides four

4
Connectors CHFA ,{E\%ﬁiz > 4-Pin water cooling chassis fan
(4-pin CHA_FAN1/WP) GND " connectors. If you plan to con-
(see p.1, No. 31) nect a 3-Pin chassis water cooler
fan, please connect it to Pin 1-3.
(4-pin CHA_FAN2/WP) 1 oND
2 FAN_VOLTAGE_CONTROL
(see p.L No. 13) 3 FAN_SPEED
4 FAN_SPEED_CONTROL
(4-pin CHA_FAN3/WP) 4321
(see p.1, No. 25)
(4-pin CHA_FAN4/WP) FAN_SPEED_CONTROL
(see p.1, No. 29) A voLTAce
GND
CPU Fan Connector 43 21 This motherboard
(4-pin CPU_FANT1) provides a 4-Pin CPU fan
(see p.1, No. 3) +1§\7 ° (Quiet Fan) connector.
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL Ifyou plan to connect a

3-Pin CPU fan, please
connect it to Pin 1-3.
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CPU/Water Pump Fan
Connector

(4-pin CPU_FAN2/WP)
(see p.1, No. 6)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

This motherboard
provides a 4-Pin water
cooling CPU fan
connector. If you plan
to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWR1)
(see p.1, No. 9)

This motherboard pro-

vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin

13.
ATX 12V Power 8 5 This motherboard
Connector ULy provides a 8-pin ATX 12V
(8-pin ATX12V1) 4 DUUD1 power connector. To use a

(see p.1, No. 1)

4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.

*Warning: Please make
sure that the power cable
connected is for the CPU
and not the graphics
card. Do not plug the
PCle power cable to this
connector.

ATX 12V Power —

LU
Connector U D

(4-pin ATX12V2)
(see p.1, No. 2)

Connecting an ATX
12V 4-pin cable here is
optional.

*The power supply plug
fits into this connector in

only one orientation.

23
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Thunderbolt AIC
Connectors
(5-pin TBI1)

(see p.1, No. 26)

Please connect a Thunderbolt™
add-in card (AIC) to the
Thunderbolt AIC connector via
the GPIO cable.

*Please install the Thunderbolt™
AIC card to PCIE4 (default
slot).

SPI TPM Header SPI_TPM_CS# This connector supports SPI
GND
(13-pin SPI_TPM_]J1) R S0 Trusted Platform Module (TPM)
(see p.1, No.22) ‘ STIS]EE%OZ system, which can securely store
O[O[O[O]O[O) . .
ool keys, digital certificates, pass-
‘ *L g\l‘;l_nm words, and data. A TPM system
o Qummy also helps enhance network
SPI_MOSI . P
RST# security, protects digital
TPM_PIRQ
identities, and ensures platform
integrity.
RGB LED Headers These two RGB headers are used
. 1 .
(4-pin RGB_LED1) e R B to connect RGB LED extension
(see p.1, No. 28) cable which allows
users to choose from various LED
(4-pin RGB_LED2) B lighting effects.
(see p.1, No. 7) Z Caution: Never install the RGB
12v LED cable in the wrong orienta-

tion; otherwise, the cable may
be damaged.

*Please refer to page 35 for
further instructions on these two

headers.
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Addressable LED Headers
(3-pin ADDR_LED1)
(see p.1, No. 8)

(3-pin ADDR_LED?2)
(see p.1, No. 27)

GND
DO_ADDR
vout

0

1
GND
DO_ADDR
vout

These two Addressable headers
are used to connect Addressable
LED extension cable which
allows users to choose from
various LED lighting effects.
Caution: Never install the
Addressable LED cable in the
wrong orientation; otherwise,
the cable may be damaged.
*Please refer to page 36 for
further instructions on this
header.

25
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2.7 Post Status Checker

Post Status Checker (PSC) diagnoses the computer when users power on the
machine. It emits a red light to indicate whether the CPU, memory, VGA or storage
is dysfunctional. The lights go off if the four mentioned above are functioning

normally.
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2.8 M.2 WiFi/BT Module and Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)
Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT module and Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT).

* The M.2 socket does not support SATA M.2 SSDs.

ﬁ Before you install Intel® Integrated Connectivity (CNVi) module, be sure to turn off
the AC power.

Installing the WiFi/BT module or Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module
or Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230
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Step 3

Gently insert the WiFi/BT module

or Intel” CNVi (Integrated WiFi/

BT) into the M.2 slot. Please be aware
that the module only fits in one

orientation.

Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.
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2.9 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_1) supports M Key type 2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

ﬂ Prepare a M.2_SSD (NGFF) module

and the screw.

/ o J Step 2
Depending on the PCB type and
length of your M.2_SSD (NGFF)

module, find the corresponding nut

location to be used.

Nut Location A
PCB Length 8cm
Module Type Type 2280
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Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to
remove the M.2 heatsink.

*Please remove the protective films
on the bottom side of the M.2
heatsink before you install a M.2
SSD module.

Step 4

Align and gently insert the M.2
(NGFF) SSD module into the M.2
slot. Please be aware that the M.2
(NGFF) SSD module only fits in one

orientation.

Step 5

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw

as this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Intel
Intel
Kingston
Kingston
0oCz
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
TEAM
TEAM
WD

WD

PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4

ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)

SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G

SD6PP4M-256G
TM8FP2240G0C101
TMS8FP2480GC110
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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2.10 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket
(M2_2) supports M Key type 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express
module up to Gen3 x2 (16 Gb/s).

* Please be noted that if M2_2 is occupied, SATA3_1 will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

ﬂ g Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

Step 2

Depending on the PCB type and
length of your M.2_SSD (NGFF)

module, find the corresponding nut

location to be used.

A
Nut Location A
PCB Length 8cm

Module Type Type 2280
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Step 3

Align and gently insert the M.2
(NGFF) SSD module into the M.2
slot. Please be aware that the M.2
(NGFF) SSD module only fits in one

orientation.

Step 4

Tighten the screw with a screwdriver

to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as
this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

ADATA SATA3 AXNS330E-32GM-B
ADATA SATA3 AXNS381E-128GM-B
ADATA SATA3 AXNS381E-256GM-B
ADATA SATA3 ASU8B00NS38-256GT-C
ADATA SATA3 ASU800NS38-512GT-C

Crucial SATA3 CT120M500SSD4
Crucial SATA3 CT240M500SSD4
Intel SATA3 Intel SSDSCKGWO080A401/80G
Kingston SATA3 SM2280S3

Plextor PCle PX-G256M6e

Plextor PCle PX-G512M6e
SanDisk PCle SD6PP4M-128G
SanDisk PCle SD6PP4M-256G
Team SATA3 TM4PS4128GMCI105
Team SATA3 TM4PS4256GMC105
Team SATA3 TM8PS4128GMC105
Team SATA3 TM8PS4256GMC105

Transcend  SATA3 TS256GMTS400
Transcend  SATA3 TS512GMTS600
Transcend  SATA3 TS512GMTS800

V-Color SATA3 VLM100-120G-2280B-RD
V-Color SATA3 VLM100-240G-2280RGB
V-Color SATA3 VSM100-240G-2280
V-Color SATA3 VLM100-240G-2280B-RD
WD SATA3 WDS100T1B0B-00AS40
WD SATA3 WDS240G1G0OB-00RC30

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for
details: http://www.asrock.com
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2.11 ASRock Polychrome SYNC

ASRock Polychrome SYNC is a lighting control utility specifically designed for unique indi-
viduals with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by
connecting the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including

Static, Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip

Connect your RGB LED strips to the RGB LED Headers (RGB_LED1, RGB_LED2) on the
motherboard.

] =e n
:l =
(=
[m RGB_LED2
d B
5o -
:l G
]] 12V
{10 ! 1
i
Q RGB_LEDI
——f ook
o e 12V G R B
e R R e

1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
A may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-
ages to motherboard components.

. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.

g
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Connecting the Addressable RGB LED Stri

Connect your Addressable RGB LED strips to the Addressable LED Headers (ADDR_LEDI,
ADDR_LED?2) on the motherboard.

nEe
] = ADDR_LED1
f ':I:l GND
CE DO_ADDR * 7
:l vout
:
1] H L
{10 = | iz
— G
O [— [ = ] ApDR LED2 y
] o .
o U »>
—— s GND
= > [ e D I DO_ADDR
VOouT

A 1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-
ages to motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/
GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.



ASRock Polychrome SYNC Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock Polychrome SYNC Utility.
Download this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your

PC style your way!

Drag the tab to customize your
preference.

Toggle on/off the

RGB LED ‘t h LED Channel: Chipset Heatsink

swite s = Select a RGB LED light effect

from the drop-down menu.

Sync RGB LED effects

for all LED regions of # apply All

the motherboard
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das H470M Pro4 von ASRock entschieden haben - ein
zuverlidssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitatskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitit und Bestandigkeit erfillt.

konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung gedndert werden. Falls

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden
a diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version

ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische
Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf unserer Webseite
spezifischen Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine
aktuelle Liste unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite.
ASRock-Webseite http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

e ASRock H470M Pro4-Motherboard (Micro-ATX-Formfaktor)
¢ ASRock H470M Pro4-Schnellinstallationsanleitung

e ASRock H470M Pro4-Support-CD

e 2 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

e 3 x Schrauben fir M.2-Sockel (optional)

¢ 1x E/A-Blendenabschirmung



H470M Pro4

1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Erweiter-
ungssteck-
platz

Grafikkarte

Micro-ATX-Formfaktor
Feststoftkondensator-Design

Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren (Sockel 1200) der 10'"
Generation

Digi Power design

9-Leistungsphasendesign

Unterstiitzt Intel® Turbo Boost 3.0-Technologie

Intel® H470

Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

4 x DDR4-DIMM-Steckplitze

Unterstiitzt ungepufferten DDR4
2933/2800/2666/2400/2133-Non-ECC-Speicher*

* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitatsliste
auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)

* Core™ (i9/i7) Unterstiitzt DDR4 bis zu 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® und Celeron® Unterstiitzt DDR4 bis zu 2666.

Unterstiitzt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-
ECC-Modus)

Systemspeicher, max. Kapazitat: 128GB

Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze

2 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplitze (PCIE1/PCIE4: einzeln bei
x16 (PCIE1); doppelt bei x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

2 x PCI-Express-3.0-x1-Steckplatz

Unterstiitzt AMD Quad CrossFireX™ und CrossFireX™

1 x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-Modul
und Intel® CNVi (WLAN/BT integriert)

Integrierte Intel” UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausginge konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

Hardware-beschleunigende Codecs: AVC/H.264, HEVC/H.265
8 bit, HEVC/H.265 10 bit, VP8, VP9 8 bit, VP9 10 bit, MPEG2,
MJPEG, VC-1
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Audio

LAN

* VP9 10 Bit und VC-1 dienen nur der Dekodierung.
* VP8- und VP9-Enkodierugn werden von Windows-

Betriebssystemen nicht unterstiitzt.

Grafik, Medien und Rechenleistung: Microsoft DirectX 12,
OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid- / umschaltbare Grafikkarte, OpenCL 2.1

Display & Content Security: Rec. 2020 (breiter Farbraum),
Microsoft PlayReady 3.0, Intel” SGX-Inhaltsschutz, UHD/HDR
Blu-ray Disc

Drei Grafikkarten- Ausgangsoptionen: D-Sub, HDMI und
DisplayPort 1.4

Unterstiitzt drei Monitore

Unterstiitzt HDMI 1.4 mit maximaler Auflésung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 30Hz

Unterstiitzt DisplayPort 1.4 mit maximaler Auflésung von 4K x
2K (4096 x 2304) bei 60 Hz

Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflosung von 1920 x 1200 bei
60 Hz

Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12 bpc),
xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI 1.4-Port
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)

Unterstiitzt HDCP 2.3 mit HDMI 1.4- und DisplayPort 1.4-Ports
Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI 1.4-
und DisplayPort-1.4-Ports

7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC1200-
Audiocodec)

Erstklassige Blu-ray-Audiounterstiitzung

Unterstiitzt Uberspannungsschutz

PCB-isolierte Abschirmung

Individuelle PCB-Layer fiir rechten/linken Audiokanal
Nahimic Audio

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeflizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE
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Riickblende, * 1x Antenne-halterung
E/A e 1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss
e 1xD-Sub-Port
¢ 1 x HDMI-Port
¢ 1 x DisplayPort 1.4
e 2 x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)
e 1x USB 3.2-Gen2-Typ-A-Port (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz
gegen elektrostatische Entladung)
e 1x USB 3.2-Gen2-Typ-C-Port (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz
gegen elektrostatische Entladung)
e 2x USB-3.2-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)
¢ 1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)
¢ HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon

Speicher e 6 x SATA-III-6,0-Gb/s-Abschluss, unterstiitzt RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17),
NCQ, AHCI und Hot-Plugging*

* Wenn M2_2 belegt ist, wird SATA3_1 deaktiviert.

¢ 1 x Ultra-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-Typ-2280-M.2-
PCI-Express-Modul bis Gen3 x 4 (32 Gb/s)**

e 1xM.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt M-Key-Typ-2280-M.2-SATA-
I11-6,0-Gb/s-Modul und M.2-PCI-Express-Modul bis Gen3 x 2
(16 Gb/s)**

** Unterstiitzt Intel” Optane™™-Technologie
** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
** Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

Anschluss e 1x SPI-TPM-Stiftleiste

* 1 x Gehéuseeingriff- und Lautsprecher-Stiftleiste

¢ 2 x RGB-LED-Stiftleisten
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen

o 2 x Adressierbare-LED-Stiftleiste

* Unterstiitzen insgesamt bis zu 5V/3 A, 15-W-LED-Streifen

¢ 1x CPU-Lifteranschluss (4-polig)

* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).

¢ 1x Anschluss fiir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig)

(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
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* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihlerliifter

mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).

4 x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig)

(intelligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)

* Der Gehiuse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen

Wasserkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP und CHA_FAN4/WP konnen automatisch erkennen, ob ein 3-

oder 4-poliger Liifter verwendet wird.

1 x 24-poliger ATX-Netzanschluss

1 x 8-poliger 12-V-Netzanschluss

1 x 4-poliger 12-V-Netzanschluss

1 x Audioanschluss an Frontblende

1 x Thunderbolt Erweiterungskartenanschluss (5-polig)
(Unterstiitzt nur ASRock Thunderbolt 3 AIC R2.0-Karten)

1 x USB 2.0-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 2.0-Ports) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)

2 x USB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt 4 USB 3.2 Gen1-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen

ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

SMBIOS 2.7-Unterstiitzung

CPU-Kern/Cache, GT, DRAM, VPPM, PCH, VCCSA,VCCSFR

Mehrfachspannungsanpassung

Temperaturerkennung: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehduse-/
Wasserpumpenliifter

Liftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehduse-/
Wasserpumpenliifter

Lautloser Lifter (automatische Anpassung der
Gehduseliiftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-,
CPU-/Wasserpumpen-, Gehéuse-/Wasserpumpenliifter
Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/
Wasserpumpen-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter
Gehéuse-offen-Erkennung

Spannungsiiberwachung: +12'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore,
DRAM, VPPM, PCH 1,05V, VCCSA, VCCST, VCCIO

Microsoft® Windows® 10, 64 Bit



Zertifi-

H470M Pro4

e FCC,CE

zierungen o ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

A

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-

Einstellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von
Ubertakt kzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine
Ubertaktung kann sich auf die Stabilitiit hres Systems auswirken und sogar Komponenten
und Gerite Ihres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten
durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mégliche Schéden, die
durch eine Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper , kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®

W W

Short Open
CMOS-l6schen-Jumper Kurzgeschlossen: CMOS léschen
(CLRMOSI1) ] Offen: Standard
2-poliger
(siehe S. 1, Nr. 18)
Jumper

CLRMOSI ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Die Daten im CMOS
beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort, Datum, Zeit und
Systemeinrichtungsparameter. Zum Loschen und Riicksetzen der Systemparameter auf
die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel;
schlielen Sie dann die Kontakte an CLRMOS1 3 Sekunden mit einer Jumper-Kappe kurz.
Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-L6schung zu entfernen. Falls
Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie

das System zunichst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Loschung herunter.

Falls Sie den CMOS loschen, wird moglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte passen
Q Sie die BIOS-Option ,,Status loschen” zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen
Gehduseeingriffstatus an.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen

f Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddigen.

Verbinden Sie Ein-/
Austaste, Reset-Taste und

Systemblende-Stiftleiste
(9-polig, PANEL1)
(siche S. 1, Nr. 17) Systemstatusanzeige am

Gehiuse entsprechend der

nachstehenden Pinbelegung

HDLED-
HDLED* mit dieser Stiftleiste. Beachten
Sie vor Anschlieflen der Kabel
die positiven und negativen
Kontakte.
PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehdiiuses verbinden. Sie konnen die Abschaltung

Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer iiber
die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsichlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED,
Lautsprecher etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste
sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Gehduseeingriffs- und SPEAKER Bitte verbinden Sie
DUMMY
Lautsprecher-Stiftleiste DUMMY | Gehiuseeingriffsvorrichtung
+5V
(7-polig, SPK_CI1) v und den Gehéuselautsprecher
(siehe S. 1, Nr. 19) 1[Jo[o]o mit dieser Stiftleiste.
|
SIGNAL |
GND
DUMMY
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Serial-ATA-III- $| Diese sechs SATA-III-

Anschliisse E L Anschliisse unterstiitzen

(SATA3_0: n = SATA-Datenkabel fiir interne

siehe S. 1, Nr. 11) o I Speichergerite mit einer Datenii

(SATA3_1: E L bertragungsgeschwindigkeit bis

siehe S. 1, Nr. 12) @ 6,0 Gb/s.

(SATA3_2: ~, =] ], * Wenn M2_2 belegt ist, wird

siche S. 1, Nr. 15) 2 l_ I_ 2 SATA3_1 deaktiviert.

(SATA3_3: & IE S

siche S. 1,Nr. 16)  SATA3 5 SATA3_4

(SATA3_4: |

siehe S. 1, Nr. 20)

(SATA3_5:

siehe S. 1, Nr. 21)

USB 2.0-Stiftleiste Use PuR Es gibt eine Stiftleiste an diesem
5.

(9-polig, USB1_2)
(siehe S. 1, Nr. 24)

Motherboard. Diese USB 2.0-

Stiftleiste unterstiitzt zwei Ports.

p-
USB_PWR

USB 3.2 Genl- e Es gibt zwei Stiftleisten an

Stiftleisten P T e diesem Motherboard. Jede

(19-polig, USB3_3_4) s e pa_seT USB 3.2 Genl1-Stiftleiste kann

(siche S. 1, Nr. 14) i i pe_seme zwei Ports unterstiitzen.

(19-polig, USB3_5_6) = i

(siehe S. 1, Nr. 10) ey

Audiostiftleiste ND Diese Stiftleiste dient dem

PRESENCE#
(Frontblende) MIC_RET Anschlielen von Audiogeriten

(9-polig, HD_AUDIO1)
(siehe S. 1, Nr. 30)

OUT_RET

an der Frontblende.
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1.

High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehdiuse muss dazu
jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen
in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

H470M Pro4

2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der
Audiostiftleiste der Frontblende installieren:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie
nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes
Mikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,,Recording Volume
(Aufnahmelautstirke)* an.
Gehduse-/ FAN_SPEED_CONTROL 4 Dieses Motherboard bietet
CHA_FAN_SPEED 3
Wasserpumpen- FAN_VOLTAGE 2 vier 4-polige Wasserkithlung-
Lifteranschlusse e 1 Gehéuseliifteranschliisse. Falls

(4-polig, CHA_FAN1/
WP)
(siehe S. 1, Nr. 31)

(4-polig, CHA_FAN2/
WP)
(siehe S. 1, Nr. 13)

(4-polig, CHA_FAN3/
WP)

(siehe S. 1, Nr. 25)
(4-polig, CHA_FAN4/
WP)

(siehe S. 1, Nr. 29)

GND

FAN_SPEED

NS

FAN_VOLTAGE_CONTROL

FAN_SPEED_CONTROL

4321

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE

GND

Sie einen 3-poligen Gehiduse-
Wasserkiihlerliifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-Liifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 3)

4.3 21

Dieses Motherboard bietet einen

£Q T END 4-poligen CPU-Liifteranschluss
+12v (lautloser Liifter). Falls Sie
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

einen 3-poligen CPU-Liifter
anschlieflen mochten, verbinden
Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

47



CPU-/Wasserpumpen-
Lifteranschluss
(4-polig, CPU_FAN2/
WP)

(siehe S. 1, Nr. 6)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

Dieses Motherboard bietet
einen 4-poligen Wasserkiithlung-
CPU-Lifteranschluss. Falls

Sie einen 3-poligen CPU-
Wasserkiihlerliifter anschliefen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 9)

Dieses Motherboard bietet einen
24-poligen ATX-Netzanschluss.
Bitte schlie8en Sie es zur
Nutzung eines 20-poligen ATX-
Netzteils entlang Kontakt 1 und
Kontakt 13 an.

ATX-12-V-
Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 1)

Dieses Motherboard bietet
einen 8-poligen ATX-12-V-
Netzanschluss. Bitte schlieflen Sie
es zur Nutzung eines 4-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 5 an.

*Warnung: Bitte stellen Sie
sicher, dass das Stromkabel
der CPU und nicht das der
Grafikkarte angeschlossen

ist. Schliefen Sie das PCle-
Stromkabel nicht an diesen

Anschluss an.

ATX-12-V-
Netzanschluss
(4-polig, ATX12V?2)
(siehe S. 1, Nr. 2)

U
O

An diesen Anschluss schlieflen
Sie ein ATX-12 V-Netzteil an.
*Der Netzteilstecker passt nur
in einer Richtung in diesen

Anschluss.
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Thunderbolt-
Erweiterungskarten-
anschlisse

(5-polig, TB1)
(siehe S. 1, Nr. 26)

Bitte verbinden Sie

eine Thunderbolt™-
Erweiterungskarte tiber das
GPIO-Kabel mit diesem
Thunderbolt-AIC-Anschluss.
*Bitte installieren Sie die
Thunderbolt™ AIC-Karte am
PCIE4 (Standardsteckplatz).

SPI-TPM-Stiftleiste
(13-polig, SPI_TPM_J1)
(siehe S. 1, Nr. 22)

SPI_TPM_CS#

RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
| sPI_DQ2
>

|O|O|OOO§'1
[e)(e][e}[e][e][e][e)

T
[ shi_bas
+3.3V

Dummy

SPI_MOSI
RST#
TPM_PIRQ

Dieser Anschluss unterstiitzt
das SPI Trusted Platform
Module- (TPM) System, das
Schliissel, digitale Zertifikate,
Kennwdrter und Daten sicher
aufbewahren kann. Ein TPM-
System hilft zudem bei der
Starkung der Netzwerksicherheit,
schiitzt digitale Identititen
und gewihrleistet die
Plattformintegritit.

RGB-LED-Stiftleisten
(4-polig, RGB_LED1)
(siehe S. 1, Nr. 28)

(4-polig, RGB_LED?2)
(siehe S. 1, Nr. 7)

12vG R B

12v

Diese beiden RGB-Stiftleisten
dienen dem Anschlieflen eines
RGB-LED-Erweiterungskabels,
das dem Nutzer die Auswahl
zwischen verschiedenen LED-
Lichteffekten ermdéglicht.
Achtung: Installieren Sie das
RGB-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschéadigt werden.
*Weitere Anweisungen zu diesen
beiden Stiftleisten finden Sie auf
Seite 35.
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Adressierbare-LED-
Stiftleisten

(3-polig, ADDR_LED1)
(siehe S. 1, Nr. 8)

(3-polig, ADDR_LED2)
(siehe S. 1, Nr. 27)

GND

DO_ADDR
vouT

4
GND
DO_ADDR

vouT

Diese beiden Adressierbare-
LED-Stiftleisten dienen

dem Anschliefen eines
Adressierbare-LED-
Erweiterungskabels, das dem
Nutzer die Auswahl zwischen
verschiedenen LED-Lichteffekten
ermoglicht.

Achtung: Installieren Sie

das Adressierbare-LED-

Kabel niemals falsch herum;
andernfalls konnte das Kabel
beschidigt werden.

*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 36.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock H470M Pro4, une carte mére
fiable fabriquée conformément au controle de qualité rigoureux et constant appliqué par
ASRock. Fidéle 4 son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une carte

mere de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu
de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent

document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification
préalable. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour votre carte mére, veuillez visiter
notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La liste la plus récente
des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet

de ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

e Carte mére ASRock H470M Pro4 (facteur de forme Micro ATX)
¢ Guide d’installation rapide ASRock H470M Pro4

e CD dassistance ASRock H470M Pro4

e 2 x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

e 3 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)

¢ 1x panneau de protection E/S
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente
d’expansion

Graphiques

Facteur de forme Micro ATX
Conception a condensateurs solides

eme

Prend en charge les processeurs 10™™ génération Intel® Core™
(socket 1200)

Digi Power design

Alimentation a 9 phases

Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost 3.0

Intel® H470

Technologie mémoire double canal DDR4

4 x fentes DIMM DDR4

Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
2933/2800/2666/2400/2133

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site

Web d'ASRock pour de plus amples informations.

(http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) prend en charge DDR4 jusqu'a 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® et Celeron® prend en charge DDR4 jusqu'a 2666.

Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC (fonctionne
en mode non-ECC)

Capacité max. de la mémoire systéeme : 128 Go

Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
Contacts dorés 15 sur fentes DIMM

2 x fentes PCI Express 3.0 x 16 (PCIE1/PCIE4 : simple en mode
x16 (PCIE1), double a x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

2 x fentes PCI Express 3.0 x1

Prend en charge AMD Quad CrossFireX" et CrossFireX™

1 x socket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/BT
type 2230 et Intel® CNVi (WiFi/BT intégré)

La technologie Intel® UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs
intégrant un controéleur graphique.

Codecs d’accélération matérielle : AVC/H.264, HEVC/H.265 8bit,
HEVC/H.265 10bit, VP8, VP9 8bit, VP9 10bit, MPEG 2, MJPEG,
VC-1
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Audio

Réseau

* VP9 10 bits et VC-1 sont uniquement destinés au décodage.

* Tencodage VP8 et VP9 nest pas pris en charge par le systéme

exploitation Windows.

Graphismes, multimédia et calcul : Microsoft DirectX 12,
OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid Graphics / Basculement des graphismes, OpenCL 2.1
Affichage et sécurité du contenu : Rec. 2020 (large gamme de
couleurs), Microsoft PlayReady 3.0, protection de contenu Intel®
SGX, disque Blu-ray UHD/HDR

Trois options de sortie graphique : D-Sub, HDMI et DisplayPort 1.4
Prend en charge la configuration a triple moniteurs

Prend en charge la technologie HDMI 1.4 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 30 Hz

Prend en charge la technologie DisplayPort 1.4 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2304) @ 60 Hz

Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale de
1920x1200 @ 60 Hz

Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port

HDMI 1.4 (un écran compatible HDMI est requis)

Prend en charge HDCP 2.3 via ports HDMI 1.4 et DisplayPort 1.4
Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec les ports
HDMI 1.4 et DisplayPort 1.4

Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio
Realtek ALC1200)

Compatible audio Blu-ray Premium

Prend en charge la protection contre les surtensions
Blindage isolant PCB

Couches de PCB individuelles pour canal audio D/G
Audio Nahimic

Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Giga PHY Intel® 1219V

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
Prend en charge PXE
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Connectique
du panneau
arriére

Stockage

Connecteur

* 1x crochet antenne

¢ 1x port souris/clavier PS/2

¢ 1x port D-Sub

e 1xport HDMI

¢ 1 x DisplayPort 1.4

e 2x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges
électrostatiques)

e 1xport USB 3.2 Gen2 type A (10 Go/s) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

e 1xport USB 3.2 Gen2 type C (10 Go/s) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

e 2x ports USB 3.2 Genl (Protection contre les décharges
électrostatiques)

e 1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)

¢ Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant /

microphone

* 6 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, technologies Intel Rapid Storage 17),
NCQ, AHCI et « Hot Plug »*

* 81 M2_2 est occupé, SATA3_1 est désactivé.

¢ 1 xsocket Ultra M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
PCI Express type 2280 touche M jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)**

e 1 xsocket M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2 SATA3
6,0 Go/s type 2280 et M.2 PCI Express touche M jusqu'a Gen3 x2
(16 Go/s)**

** Prend en charge Intel® Optane™ Technology
** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
** Prend en charge le kit ASRock U.2

¢ 1 x embase SPI TPM
e 1 x prise DEL d’alimentation et emplacement sur chéssis
¢ 2xembase DEL RVB
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 12 V/3 A, 36 W au total
¢ 2 x embases DEL adressables
* Prend en charge les rubans DEL jusqu'a 5 V/3 A, 15 W au total
¢ 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
¢ 1 x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe 4 eau

(4 broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
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* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).
* 4 x connecteurs pour ventilateur de chéssis /pompe a eau
(4 broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chéssis /pompe & eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP et CHA_FAN4/WP peuvent détecter automatiquement si un
ventilateur 3 broches ou 4 broches est utilisé.
¢ 1 x connecteur d’alimentation ATX 24 broches
¢ 1 x connecteur d’alimentation 12 V 8 broches
¢ 1 x connecteur d’alimentation 12 V 4 broches
¢ 1 x connecteur audio panneau frontal
¢ 1 x connecteur Thunderbolt AIC (5 broches) (Prise en charge de
la carte ASRock Thunderbolt 3 AIC R2.0 uniquement)
e 1 xembase USB 2.0 (2 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)
e 2xembase USB 3.2 Genl (4 ports USB 3.2 Genl pris en charge)
(Protection contre les décharges électrostatiques)

Caractéris- e BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
tiques du multilingue
BIOS ¢ Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

¢ Compatible SMBIOS 2.7
¢ Réglage de la tension CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM,
PCH, VCCSA, VCCSFR

Surveillance o Détection de température : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a
du matériel eau, chassis /pompe a eau
o Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a
eau, chassis /pompe a eau
¢ Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse
du ventilateur du chéssis d’apres la température du CPU) :
Ventilateurs de CPU, CPU /pompe a eau, chassis /pompe a eau
¢ Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU /pompe a eau, chassis /pompe a eau
e Détection CHASSIS OUVERT
e Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU
Vcore, DRAM, VPPM, PCH 1,05V, VCCSA, VCCST, VCCIO

Systeme * Microsoft® Windows® 10 64 bits
d’exploitation

55



Certifications ¢ FCC,CE

¢ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com
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Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des
modifications du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et Lutilisation

doutils doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée
aux comp ts et aux périphériques du

par ces pratiques, voire provoquer des di g
systéme. Loverclocking se fait d vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus

pour responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque
le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le

capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

W W

Short Open

Cavalier Clear CMOS Court-circuité : Fonction Clear
(CLRMOSI) Cavalier (jumper) CMOS

(voir p.1, No. 18) 42 broches Ouvert : Par défaut

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Les données de la CMOS
incluent les informations de configuration du systeme telles que mot de passe, date,

heure et parametres de réglage du systeme. Pour effacer les parametres du systéme et
rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon
dalimentation ; utilisez ensuite un capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches
CLRMOSI pendant 3 secondes. Noubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois les
données CMOS effacées. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS aprés une mise
ajour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le systeme, puis éteindre avant de
procéder a leffacement de la CMOS.

Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption du
BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chdssis précédentes.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS
A de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur

ces embases ou connecteurs endommagera irrémédiablement votre carte mére.

Embase du panneau Branchez le bouton de mise

systeme en marche, le bouton de
(PANNEAU1 a9 réinitialisation et le t¢émoin
broches) ! état du systéme présents sur

le chéssis sur cette embase en

(voir p.1, No. 17)

HDLED-
HDLED+

respectant la configuration des
broches illustrée ci-dessous.

Repérez les broches positive et
négative avant de brancher les

céables.

pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer

Q PWRBTN (bouton dalimentation):

la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez
sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de
dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chéssis. Le LED est
allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode
veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d'un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation,
d'un témoin LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur
etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez a
parfaitement faire correspondre les fils et les broches.

Prise DEL d’alimentation SPEAKER Veuillez brancher 'emplacement
et emplacement sur DUNEI)I\';IJ\':A T sur le chéssis et le haut-parleur
chéssis o o)0) du chéssis sur ce connecteur.
(SPK_CI1 a 7 broches) 4 [e)
(voir p.1, No. 19) S|GN)\L |

GND

DUMMY




Connecteurs Serial z| Ces six connecteurs SATA3 sont

ATA3 E compatibles avec les cables de

(SATA3_0: o = données SATA pour les appareils

voir p.1, No. 11) o n de stockage internes avec un

(SATA3_1: E | taux de transfert maximal de

voir p.1, No. 12) ° = 6,0 Go/s.

(SATA3_2: ~ = @, *SiM2_2 est occupé, SATA3_1

voir p.1, No. 15) g |- |- g est désactivé.

(SATA3_3: SIS

voir p.1, No. 16) SATA3 5 SATA3_4

(SATA3_4:

voir p.1, No. 20)

(SATA3_5:

voir p.1, No. 21)

Embase USB 2.0 USB_PWR Cette carte mere comprend un
5.

(USB1_2 9 broches)
(voir p.1, No. 24)

connecteur. Cette embase
USB 2.0 peut prendre en charge

deux ports.

Vbus

Cette carte mere comprend deux

H470M Pro4

Vbus IntA_PB_SSRX-

Embases USB 3.2 Genl
(USB37374 é 19 brOCheS) IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
(voir p.1, No. 14) s
(USB37576 119 broches) IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+

connecteurs. Chaque embase
USB 3.2 Genl peut prendre en

charge deux ports.

IntA_PA_SSTX+ GND
. GND IntA_PB_D-
(VOlr Ply No. 10) IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Embase audio du N esencE# Cette embase sert au

MIC_RET

ouT_ReT branchement des appareils

panneau frontal
(HD_AUDIO1a9
broches)

(voir p.1, No. 30)

audio au panneau audio frontal.
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1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche),
mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner
correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel
du chassis pour installer votre systéme.

N

panneau frontal en procédant comme suit :
A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.
B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est

inutile de les brancher avec le panneau audio AC’97.

. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de controle
Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Connecteurs du
ventilateur de chéssis/
pompe a eau
(CHA_FAN1/WP a

4 broches)

(voir p.1, No. 31)

(CHA_FAN2/WP a
4 broches)
(voir p.1, No. 13)

(CHA_FAN3/WP a
4 broches)

(voir p.1, No. 25)
(CHA_FAN4/WP a
4 broches)

(voir p.1, No. 29)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

— Wk

GND
FAN_VOLTAGE_CONTROL
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

AW N o

4321

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

Cette carte mere est dotée

de quatre connecteurs pour
ventilateur de chéssis a
refroidissement par eau a 4
broches. Si vous envisagez de
connecter un ventilateur de
refroidisseur d'eau pour chassis
a 3 broches, veuillez le brancher

sur la Broche 1-3.

Connecteur du
ventilateur du processeur
(CPU_FANI1 a

4 broches)

(voir p.1, No. 3)

4.3 2 1

0000

‘ GND

+12v
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Cette carte mére est dotée d'un
connecteur pour ventilateur

de processeur (Quiet Fan) a 4
broches. Si vous envisagez de
connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez
le brancher sur la broche 1-3.
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Connecteur pour
ventilateur de

processeur / pompe a eau
(CPU_FAN2/WP a

4 broches)

(voir p.1, No. 6)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

Cette carte meére est dotée d'un
connecteur pour ventilateur de
processeur a refroidissement

par eau a 4 broches. Si vous
envisagez de connecter un
ventilateur de refroidisseur d'eau
pour processeur a 3 broches,
veuillez le brancher sur la
Broche 1-3.

Connecteur
d’alimentation ATX
(ATXPWRI1 a

24 broches)

(voir p.1, No. 9)

Cette carte meére est dotée d’'un
connecteur d’alimentation

ATX a 24 broches. Pour utiliser
une alimentation ATX 4 20
broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 13.

Connecteur
d’alimentation ATX 12V
(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)

Cette carte meére est dotée d'un
connecteur d’alimentation ATX
12V a 8 broches. Pour utiliser
une alimentation ATX a 4
broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 5.

*Avertissement : Veuillez
vérifier que le cable
d'alimentation connecté est
pour l'unité centrale et non
pour la carte graphique.

Ne branchez pas le cable
d'alimentation PCle sur ce

connecteur.

Connecteur
d’alimentation ATX 12V
(ATX12V2 a 4 broches)
(voir p.1, No. 2)

L0
U]

Veuillez connecter une source
d'alimentation ATX 12 V a ce

connecteur.

*La fiche d'alimentation
électrique s'adapte a ce

connecteur dans un seul sens.
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Connecteurs
Thunderbolt AIC
(TB1 a 5 broches)
(voir p.1, No. 26)

Veuillez connecter une carte
dextension (AIC) Thunderbolt™
au connecteur AIC Thunderbolt
via le cable GPIO.

* Veuillez installer la carte
Thunderbolt™ AIC sur PCIE4

(emplacement par défaut).

Embase SPI TPM SPLTRM Co Ce connecteur prend en charge
(SPL_TPM_J14 13 i un module SPI TPM (Trusted
broches) ‘ | PPz Platform Module - Module
|O|O|O olo Qr
(voir p.1, No. 22) olololoJo[o]o de plateforme sécurisée), qui
‘ S‘PI_DQS .
+3.3V permet de sauvegarder clés,
™™ certificats numériques, mots
SPI_MOSI
o PG de passe et données en toute
sécurité. Le systeme TPM
permet également de renforcer
la sécurité du réseau, de protéger
les identités numériques et
de préserver 'intégrité de la
plateforme.
Embase LED RVB 1 Ces deux embases RVB servent
(RGB_LEDI a4 broches) 12v.G R B a connecter le cable d'extension
(voir p.1, No. 28) LED RVB qui permet aux
p quip
utilisateurs de choisir parmi
(RGB_LED? a 4 broches) B plusieurs effets lumineux LED.
voir p.1, No. ttention : N'installez jamais le
(voir p.1, No. 7) R Attention : N'installez jamais 1
fzv céble LED RVB dans le mauvais

sens ; dans le cas contraire, le
céble peut étre endommagé.
*Veuillez consulter la page

35 pour des instructions
supplémentaires sur ces deux

embases.




H470M Pro4

Embases LED GND Ces deux embases adressables

adressables servent a connecter le céble
DO_ADDR

(ADDR_LED1 a3 vouT d'extension LED adressable

broches) ! qui permet aux utilisateurs de

(voir p.1, No. 8) choisir parmi plusieurs effets
lumineux LED.

(ADDR_LED2 a3 Attention : N’installez jamais

broches) GND le cable LED adressable dans

. DO_ADDR .
(voir p.1, No. 27) vour le mauvais sens. Dans le cas

contraire, le cable peut étre
endommaggé.

*Veuillez consulter la page
36 pour des instructions
supplémentaires sur cette

embase.
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1 Introduzione

Congratulazioni per 'acquisto della scheda madre ASRock H470M Pro4, una scheda madre
affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda madre offre
eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di offrire

sempre qualita e durata.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il
Q contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di
eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile
sul sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa
scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello
attualmente in uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA pii recenti e di supporto di

CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock  http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

e Scheda madre H470M Pro4 ASRock (fattore di forma Micro ATX)
¢ Guida all'installazione rapida di ASRock H470M Pro4

e CD di supporto ASRock H470M Pro4

e 2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

e 3 xviti per Socket M.2 (opzionali)

¢ 1 x mascherina metallica posteriore I/O
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

Grafica

Fattore di forma Micro ATX
Design condensatore solido

Supporta processori 10" Generation Intel” Core™ (Socket 1200)
Digi Power design
Potenza a 9 fasi

Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost 3.0

Intel® H470

Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

4 x alloggi DIMM DDR4

Supporto di memoria DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 non-
ECC, un-buffered

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti

di memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) supporta DDR4 fino a 2933; Core™ (i5/i3), Pentium®
e Celeron’supporta DDR4 fino a 2666.

Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in
modalita non ECC)

Capacita max. della memoria di sistema: 128GB
Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0
Contatti doro 15y negli alloggi DIMM

2 alloggi PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE4: singolo a x16
(PCIE1); doppio a x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))

* Supporto di SSD NVMe come disco d'avvio

2 x alloggi PCI Express 3.0 x1

Supporta AMD Quad CrossFireX"" e CrossFireX™

1 x Socket M.2 (Key E), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT e
Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

La videografica integrata della scheda video UHD Intel® e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.

Codec con accelerazione hardware: AVC/H.264, HEVC/H.265
8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit, MPEG2,
MJPEG, VC-1
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Audio

LAN

* VP9 10bit e VC-1 servono solo per la decodifica.

* La codifica VP8 e VP9 non ¢ supportata dal sistema operative

Windows.

Grafica, multimedialita e calcolo: Microsoft DirectX 12,

OpenGL 4.5, Grafica integrate Intel®, Sincronizzazione video
Intel® Quick, Grafica ibrida/commutabile, OpenCL 2.1
Visualizzazione e sicurezza dei contenuti: Rec. 2020 (Ampia
gamma di colori), Microsoft PlayReady 3.0, Protezione dei
contenuti Intel® SGX, UHD/HDR Blu-ray Disc

Tre opzioni di output grafico: D-Sub, HDMI e DisplayPort 1.4
Supporto di tre monitor

Supporta HDMI 1.4 con risoluzione massima fino a 4K x 2K (4096
x 2160) a 30 Hz

Supporta DisplayPort 1.4 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096 x 2304) a 60 Hz

Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a

60 Hz

Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 1.4 (¢
necessario un monitor compatibile HDMI)

Supporto HDCP 2.3 con le porte HDMI 1.4 e DisplayPort 1.4
Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulle porte HDMI 1.4
e DisplayPort 1.4

Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio
Realtek ALC1200)

Supporto audio Blu-ray Premium

Supporta protezione da sovratensione

Schermatura isolata PCB

Layer PCB individuali per canali audio R/L

Nahimic Audio

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE
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1/0 pannello
posteriore

Archiviazione

Connettore

¢ 1xstaffa Antenna

¢ 1xporta mouse/tastiera PS/2

¢ 1x porta D-Sub

e 1xporta HDMI

¢ 1 x DisplayPort 1.4

e 2xporte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)

e 1xPorta USB 3,2 Gen2 di tipo A (10 Gb/s) (Supporto protezione
ESD)

e 1x Porta USB 3,2 Gen2 di tipo C (10 Gb/s) (Supporto protezione
ESD)

e 2x porte USB 3.2 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)

e 1 xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)

¢ Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono

® 6 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supportano RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17),
NCQ, AHCI e Hot Plug*

* Se l'alloggio M2_2 ¢ occupato, l'alloggio SATA3_1 viene disabilitato.

o 1 xsocket Ultra M.2 (M2_1), supporta il modulo M.2 PCI Express
di tipo M Key 2280 fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)**

e 1xSocket M.2 (M2_2), supporta il modulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s
di tipo M Key 2280 ed il modulo M.2 PCI Express fino a Gen3 x2
(16 Gb/s)**

** Supporta la tecnologia Intel* Optane™
** Supporto di SSD NVMe come disco d'avvio
** Supporta kit ASRock U.2

¢ 1 x connettore SPI TPM

¢ 1 x collegamento altoparlante e intrusione telaio

e 2x collettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12V/3A, 36W strip LED

¢ 2x Header LED indirizzabili
* Supporto totale di strisce LED finoa 5 V/3 A, 15 W

¢ 1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massimadil A (12 W).

¢ 1x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4 pin)

(Controllo intelligente della velocita della ventola)
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* La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
* 4 x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP e CHA_FAN4/WP sono in grado di rilevare se ¢ in uso una
ventola a 3 pin o 4 a pin.
¢ 1x connettore alimentazione ATX 24 pin
¢ 1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin
¢ 1x connettore alimentazione 12 V 4-pin
¢ 1x connettore audio pannello frontale
e 1 x connettore Thunderbolt AIC (5-pin) (supporta solo carta
ASRock Thunderbolt 3 AIC R2.0)
¢ 1x connettore USB 2.0 (supporto di 2 porte USB 2.0) (supporto
protezione da scariche elettrostatiche)
e 2xheader USB 3.2 Genl (supporto di 4 porte USB 3.2 Genl)

(supporto protezione da scariche elettrostatiche)

Funzionalita e AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
BIOS o Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0
¢ Supporto di SMBIOS 2.7
¢ Regolazione multipla tensione CPU Core/Cache, GT, DRAM,
VPPM, PCH, VCCSA,VCCSFR

Hardware- * Sensore di temperatura: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
Monitor telaio/pompa dell'acqua
* Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua, telaio/
pompa dell'acqua
e Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua
* Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio/pompa dell'acqua
* Rilevamento CASE OPEN
* Monitoraggio tensione: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH 1,05V, VCCSA, VCCST, VCCIO

SO ¢ Microsoft® Windows® 10 64 bit
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Certificazioni ¢ FCC,CE

o ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

A

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la
regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o
L'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita
del sistema o perfino provocare danni ai comp ti e ai dispositivi del sist Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati
da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del

jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non € posizionato alcun
cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto".

W W

Short Open

Jumper per azzerare la Cortocircuitato: Azzerare la
CMOS CMOS

(CLRMOS1) Jumper a 2 pin Aperto: Predefinito

(vedere pag. 1, n. 18)

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. I dati presenti nella CMOS includono
informazioni relative all'impostazione del sistema quali password del sistema, data, ora e
parametri di impostazione del sistema. Per azzerare e reimpostare i parametri del sistema
alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di alimentazione,
quindi utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare i pin su CLRMOSI per 3
secondi. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio del jumper dopo aver azzerato la CMOS. Se ¢
necessario azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, ¢ necessario riavviare prima

il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire I'operazione di azzeramento della CMOS.

Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS "Azzerare
stato” per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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1.4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
A su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori

provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del Collegare il tasto

sistema d'alimentazione, il tasto di
(PANELI a 9 pin)

(vedere pag. 1,n.17)

ripristino e I'indicatore di stato

del sistema del telaio a questa

basetta in base all'assegnazione

HDLED-
HDLED+

dei pin definita di seguito.
Annotare i pin positivi e negativi

prima di collegare i cavi.

Q PWRBTN (tasto d’alimentazione):

Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto
dalimentazione ¢é possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):

Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di
ripristino per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale
riayvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
¢ acceso quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED & spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):

collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del pannello
frontale consiste principall di tasto dali ione, tasto di ripristino, LED dalimentazione,
LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il modulo del pannello
frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei cavi e lassegnazione dei pin

siano corrette.

Collegamento altoparlante SPEAKER Collegare I'intrusione telaio
DUMMY
e intrusione telaio DUMMY | e laltoparlante a questo
5V

(SPK_CI1 a 7 pin) 5 | collegamento.
(vedere pag. 1, n. 19) 1 Jo[o]o

|

SIGNAL |
GND
DUMMY
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Connettori Serial ATA3 2| Questi sei connettori SATA3
(SATA3_0: E supportano cavi dati SATA
vedere pag.1, n. 11) 0 = per dispositivi di archiviazione
(SATA3_1: ;| interna, con una velocita di
vedere pag. 1,n. 12) E | trasferimento dati fino a
(SATA3_2: @ 6,0 Gb/s.
vedere pag. 1, n. 15) ~F @ * Se l'alloggio M2_2 ¢ occupato,
(SATA3_3: g |- I- g l'alloggio SATA3_1 viene
vedere pag.1, n. 16) &=l &l & disabilitato.
(SATA3_4: SATA3_5 SATA3_4
vedere pag. 1,n.20) [f——1]
(SATA3_5:
vedere pag. 1, n. 21)
Connettore USB 2.0 USB_PWR Su questa scheda madre c& un
(USB1_2a9 pin) i connettore. Questo connettore
(vedere pag. 1, n. 24) USB 2.0 puo supportare due
1 porte.
Header USB 3.2 Genl e Mo Ci sono due connettori su questa
(USB3_3_4a 19 pin) PSSR !:‘“D:“:SSRX‘ scheda madre. Ciascun header
(vedere pag. 1, n. 14) W: P; o Bitipetion USB 3.2 Genl puo supportare
(USB3_5_6a 19 pin) '”‘A:P“:SS(::; “if‘:‘ipeinr due porte.
(vedere pag. 1, n. 10) o or 1O oumms
Header audio pannello OND csEnCE# Questo header serve a collegare
anteriore M‘C’Rgmina i dispositivi audio al pannello
(HD_AUDIOL1 a9 pin) o|o|0| O audio anteriore.
(vedere pag. 1, n. 30) ! T ? (‘Douu .
J_SENSE
ez i
MIC2 L




S
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1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo
chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti
nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

2. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull header audio del pannello anteriore

seguendo le fasi di seguito:
A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario

collegarli per il pannello audio AC’97.

E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di con-

trollo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

Connettori ventola

chassis / pompa dell'acqua
(CHA_FAN1/WP a

4 pin)

(vedere pag. 1, n. 31)

(CHA_FAN2/WP a
4 pin)

GND

FAN_SPEED

A N o

(vedere pag. 1, n. 13)

(CHA_FAN3/WP a
4 pin)

(Vedere pag. 1, n. 25) FAN_SPEED_CONTROL
(CHA_FAN4/WP a

4 pin)

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

(vedere pag. 1, n. 29)

— W

FAN_VOLTAGE_CONTROL

FAN_SPEED_CONTROL

4321

GND

Questa scheda madre ¢ dotata

di connettori quattro 4-pin

per ventole raffreddamento ad
acqua del telaio. Se si decide di
collegare una ventola telaio con
raffreddamento ad acqua a 3 pin,

collegarla al pin 1-3.

Connettore ventola CPU A —
(CPU_FANT1 a 4 pin)

GND
(vedere pag. 1, n. 3) +12V

CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU (Ventola silenziosa)
a4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.
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Connettore ventola CPU /
pompa dell'acqua
(CPU_FAN2/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 6)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU con raffreddamento
ad acqua a 4 pin. Se si decide di
collegare una ventola della CPU
con raffreddamento ad acqua a
3 pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n.9)

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX a 24 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a 20 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il

pin 13.

Connettore di
alimentazione ATX da
12V

(ATX12V1 a 8 pin)
(vedere pag. 1,n. 1)

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX da 12 V a 8 pin. Per
utilizzare un'alimentazione ATX
a4 pin, collegarla lungo il pin 1 e
il pin 5.

*Attenzione: Assicurarsi che il
cavo di alimentazione collegato
sia per la CPU e non la scheda
grafica. Non inserire il cavo di
alimentazione PCle in questo

connettore.

Connettore di
alimentazione ATX da
12V

(ATX12V2 a4 pin)
(vedere pag. 1, n. 2)

U
N

Collegare un alimentatore ATX a

12 V a questo connettore.

*La spina di alimentazione
puo essere inserita in questo
connettore con un solo

orientamento.




Connettori Thunderbolt
AIC

(TBI1 5-pin)

(vedere pag. 1, n. 26)

Collegare una scheda aggiuntiva
Thunderbolt™ (AIC) al
connettore Thunderbolt AIC
utilizzando il cavo GPIO.

* Installare la scheda
Thunderbolt™ AIC nell’alloggio
(predefinito) PCIE4.

Connettore SPI TPM SPITRM oo Questo connettore supporta il
(SPI_TPM_J1 a 13 pin) ngsz';z‘sg o sistema SPI Trusted Platform
(vedere pag. 1, n. 22) 505 C‘) (I;L'*L:Qz Module (TPM), che puo
olo[olo]o]ojo archiviare in modo sicuro chiavi,
+s.§\%l'DQ3 certificati digitali, password e
Spl%%u:my dati. Un sistema TPM permette
oM PIRG anche di potenziare la sicurezza
della rete, di proteggere identita
digitali e di garantire l'integrita
della piattaforma.
Collettore LED RGB 1 Questi due collettori RGB
(RGB_LED1 a 4 pin) 12v.G R B vengono utilizzati per collegare
(vedere pag. 1, n. 28) la prolunga LED RGB, che
consente agli utenti di scegliere
(RGB_LED2 a 4 pin) B tra vari effetti di illuminazione a
(vedere pag. 1,n.7) R LED.
fzv Attenzione: Non installare il

cavo LED RGB in senso errato;
in caso contrario, il cavo
potrebbe danneggiarsi.

*Fare riferimento a pagina 35 per
ulteriori istruzioni su questi due

connettori.

H470M Pro4

75



76

Header LED indirizzabili
(ADDR_LED1 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)

(ADDR_LED2 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 27)

GND

DO_ADDR
VouT

GND
DO_ADDR
vouT

Questi due header LED
indirizzabili vengono utilizzati
per collegare la prolunga LED
indirizzabile, che consente agli
utenti di scegliere tra vari effetti
di illuminazione a LED.
Attenzione: Non installare mai
il cavo del LED indirizzabile
secondo un orientamento
errato, altrimento potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 36
per ulteriori istruzioni su questa

basetta.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock H470M Pro4, una placa base fiable fabricada
segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con un

diseno resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

el contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados,
previo aviso. Si esta documentacion sufre alguna modificacién, la version actualizada

estard disponible en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica
relacionada con esta placa base, visite nuestro sitio web para obtener informacion especifica
sobre el modelo que esté utilizando. Podrd encontrar las tltimas tarjetas VGA, asi como la
lista de compatibilidad de la CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock

http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

e Placa base ASRock H470M Pro4 (Factor de forma Micro ATX)
e Guia de instalacién rdpida de ASRock H470M Pro4

e CD de soporte de ASRock H470M Pro4

e 2 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

e 3 x Tornillos para sockets M.2 (Opcional)

e 1xescudo panel E/S
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

Graficos

78

Factor de forma Micro ATX
Diseno de condensador sélido

Compatible con la 10° generacién de procesadores Intel® Core™
(Socket 1200)

Digi Power design

Disefio de 9 fases de alimentacion

Admite la tecnologia Intel® Turbo Boost 3.0

Intel® H470

Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

4 x ranuras DIMM DDR4

Admite memoria DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 no ECC, sin
bufer

* Para obtener mas informacidn, consulte la lista de memorias

compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) compatible con DDR4 de hasta 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® y Celeron® compatible con DDR4 de hasta 2666.

Admite mddulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento en
modo no ECC)

Capacidad méxima de memoria del sistema: 128GB

Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0
Contacto 15p Gold en ranuras DIMM

2 ranuras PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE4: simple a x16
(PCIE1); dual a x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque

2 x Ranuras PCI Express 3.0 x1

Compatible con AMD Quad CrossFireX™ y CrossFireX"™

1 x M.2 Socket (Tecla E), es compatible con los médulos WiFi/BT
tipo 2230 e Intel” CNVi (WiFi/BT integrado)

Intel* UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles unicamente con procesadores con GPU integrado.
Codecs acelerados por hardware: AVC/H.264, HEVC/H.265 8 bits,
HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits, MPEG2,
MJPEG, VC-1



Audio

LAN

* VP9 10 bits y VC-1 son solo para descodificacion.
* El sistema operativo Windows no admite la codificacién VP8 y VP9.

¢ Gréficos, Multimedia & Compute: Microsoft DirectX 12,
OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid/Switchable Graphics, OpenCL 2.1

e Seguridad de visualizacion y contenido: Rec. 2020 (gama de
colores amplia), Microsoft PlayReady 3.0, proteccién de contenido
Intel® SGX, disco Blu-ray UHD/HDR

e Tres opciones de salida de graficos: D-Sub, HDMI y DisplayPort 1.4

¢ Compatible con tres monitores

¢ Compatible con HDMI 1.4 con una resoluciéon maxima de 4K x 2K
(4096x2160) a 30 Hz

¢ Compatible con DisplayPort 1.4 con una resolucién maxima de
4K x 2K (4096x2304) a 60 Hz

¢ Admite D-Sub con una resolucién maxima de 1920x1200 a 60 Hz

¢ Admite Sincronizacién automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con
puerto HDMI 1.4 (se necesita un monitor compatible con HDMI)

¢ Compatible con HDCP 2.3 con puertos HDMI 1.4 y DisplayPort 1.4

¢ Admite reproducciéon 4K Ultra HD (UHD) con los puertos
HDMI 1.4 y DisplayPort 1.4

e 7.1 Audio CH HD con Proteccion de contenido (Realtek ALC1200
Audio Codec)

¢ Compatible con audio Blu-ray Premium

¢ Admite proteccion contra sobretensiones

¢ Proteccion de aislamiento de PCB

¢ Capas PCB individuales para canal de audio D/I

¢ Audio Nahimic

¢ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

¢ Giga PHY Intel® 1219V

* Admite la funcién Reactivacion de LAN

* Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
¢ Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

* Admite PXE

H470M Pro4
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E/S en panel
posterior

Almacena-
miento

Conector

¢ 1 x Soporte de antena

e 1 x puerto de raton/teclado PS/2

¢ 1 x puerto D-Sub

¢ 1x puerto HDMI

¢ 1 x DisplayPort 1.4

¢ 2 x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas
electrostdticas)

e 1 x Puerto USB 3.2 Gen2 Tipo A Port (10 Gb/s) (admite
proteccion ESD)

e 1x Puerto USB 3.2 Gen2 Tipo C Port (10 Gb/s) (admite
proteccion ESD)

¢ 2 x Puertos USB 3.2 Gen1 (admite proteccion contra descargas
electrostdticas)

e 1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE
y LED DE VELOCIDAD)

¢ Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /

Micréfono

* 6 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibilidad con RAID
(RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage
Technology 17), NCQ, AHCI y conexién en caliente*

* Si M2_2 estd ocupado, SATA3_1 se deshabilitara.

e 1x Zocalo Ultra M.2 (M2_1), compatible con el médulo PCI
Express M.2 tipo 2280 con clave M hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**

e 1x Zocalo M.2 (M2_2) que admite el modulo SATA3 6,0 Gb/s M.2
de tip02280 con clave M y el médulo PCI Express M.2 hasta Gen3
x2 (16 Gb/s)**

** Compatible con la tecnologia Optane™ de Intel®
** Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
** Admite el kit U.2 de ASRock

¢ 1 x Conector SPI TPM

¢ 1x cabezal de intrusién de chasis y de altavoces

e 2 x Cabezales de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total

¢ 2 x cabezales de LED direccionables
* Admite una tira de LED de hasta 5V/3 A (15W) en total

¢ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)

* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.

¢ 1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de

agua/CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
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Funcion de la
BIOS

Monitor
delhardware

SO

* El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
e 4 x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP y CHA_FAN4/WP se pueden detectar automaticamente si se usa
el ventilador de 3 o 4 contactos.
e 1 x conector de alimentacion ATX de 24 contactos
¢ 1 x conector de alimentacion de 12V de 8 contactos
¢ 1 x conector de alimentacion de 12V de 4 contactos
¢ 1 x Conector de audio en el panel frontal
¢ 1 x conector Thunderbolt AIC (5 contactos) (Solamente se admite
tarjeta 3 AIC R2.0 Thunderbolt)
¢ 1 x Base de conexiones USB 2.0 (admite 2 puertos USB 2.0).
Admite proteccion contra descargas electrostaticas.
e 2 x base de conexiones USB 3.2 Genl (admite 4 puertos USB 3.2

Genl) (Admite proteccién contra descargas electrostaticas)

o BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
multilingiie

¢ Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0

¢ Admite SMBIOS 2.7

* Varios ajustes de voltaje de nuicleo y caché de CPU, GT, DRAM,
VPPM, PCH, VCCSA,VCCSFR

¢ Deteccion de temperatura: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, bomba de agua/CPU, CPU

o Tacometro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, bomba de agua/CPU, CPU

¢ Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de
la bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

¢ Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, bomba de agua/CPU, CPU

¢ Deteccion de CARCASA ABIERTA

o Supervision del voltaje: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH 1,05V, VCCSA, VCCST, VCCIO

* Microsoft® Windows® 10 64 bits
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Certificaciones ¢ FCCyCE
* Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacién

preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacién detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,
A incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando
las herrami de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la
estabilidad del sistema e, incluso, daniar los comp y dispositivos del sist Esta
operacion se debe realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No
ninguna resp bilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca
en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los contactos, el
puente queda “Abierto”

W W

Short Open

Puente de borrado de Corto: Borrado de CMOS
CMOS Abierto: Predeterminado
(CLRMOS1) Puente de

(consulte la pag. 1, n° 18) 2 contactos

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Los datos del CMOS incluyen
informacion de instalacion del sistema como, por ejemplo, la contrasena, la fecha y la

hora del sistema y los parametros de instalacion del sistema. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador
y desenchufe el cable de alimentacion. A continuacion, utilice una tapa de puente para
acortar los contactos del CLRMOSI durante 3 segundos. Acuérdese de retirar la tapa de
puente después de borrar el CMOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar
la BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacion, debera apagarlo antes de que
realice el borrado del CMOS.

Si borra el CMOS, podra detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcién del BIOS “Clear Status”
(Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusién anterior del chasis.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dafiard de

: Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre

forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del
sistema

(PANELLI de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 17)

Conecte el botén de
alimentacion, el botén de
restablecimiento y el indicador
de estado del sistema que se
encuentran en el chasis a esta
base de conexiones segtin las
asignaciones de contactos que se
indica a continuacion. Cercidrese
de cudles son los contactos
positivos y los negativos antes de
conectar los cables.

Conéctelo al boton de alimentacion del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en

Q PWRBTN (botén de alimentacién):

la que su sistema se apagard

diante el boton de

ion.

RESET (botén de restablecimiento):
Conéctelo al boton de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el boton de
restablecimiento para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de

forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacion del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED se apaga

cuando el sistema se encuentra en estado de

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):

ion S4 o estd

do (S5).

P

Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El

indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El diserio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel

frontal consta principalmente de: botén de alimentacion, botén de restablecimiento, indicador
LED de alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando conecte
su médulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones de los
cables y los contactos coinciden correctamente.

Cabezal de intrusion de
chasis y de altavoces
(SPK_CI1 de 7 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 19)

SPEAKER Conecte la intrusién de chasis
DUMMY .
DUMMY y el altavoz del chasis a este
+5V
| cabezal.
4
|
SIGNAL
GND
DUMMY




Conectores Serie ATA3

(SATA3_0:

consulte la pag. 1, n° 11)
(SATA3_1:

consulte la pag.1, n° 12)
(SATA3_2:

consulte la pag.1, n° 15)
(SATA3_3:

consulte la pag. 1, n° 16)
(SATA3_4:

SATA3 0

SATA3_1

i

-

|

SATA3 2
—

SATA3_5 SATA3_4

consulte la pag.1, n° 20)

(SATA3_5:
consulte la pag.1, n° 21)

[Se}
|

2
<
(2]

Estos seis conectores SATA3
son compatibles con cables de
datos SATA para dispositivos
de almacenamiento interno
con una velocidad de
transferencia de datos de hasta
6,0 Gb/s.

*Si M2_2 esta ocupado,
SATA3_1 se deshabilitara.

Cabezal USB 2.0
(USB1_2 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 24)

USB_PWR
P-

Esta placa base tiene otra base
de conexiones. Cada base de
conexiones USB 2.0 admite

dos puertos.

P
USB_PWR
Cabezales USB 3.2 Genl Hay dos bases de conexiones
Vbus
(USB3_3_4de 19 Vous IntA_PB_SSRX- en esta placa base. Cada
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
contactos) Bt onD cabezal USB 3.2 Genl admite
GND IntA_PB_SSTX-
(consulte la pag. 1, n° 14) IntA_PA_SSTX- IntA_PB_sSTX+ dos puertos.
IntA_PA_SSTX+ GND
(USB37576 de 19 GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
contactos) InA_PA_D Dummy
;
(consulte la pag. 1, n° 10)
Cabezal de audio del panel N EsENCE# Este cabezal se utiliza para
MIC_RET
frontal 7‘ou17RET conectar dispositivos de audio
(HD_AUDIO1 de 9 Io O al panel de audio frontal.
1
contactos) T C‘) ?omu
(consulte la pag. 1, n° 30) OUJT{ENSE
MIC2_R
MIC2_L

H470M Pro4
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1. El Audio de Alta Definicién (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de
conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA
para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro

manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.
2. Si utiliza un panel de audio AC’97, coléquelo en el cabezal de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacion:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexién a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es

necesario que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en el
panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacién” (Recording Volume).

Conectores del ventilador
de la bomba de agua/
chasis

(CHA_FAN1/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 31)

(CHA_FAN2/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 13)

(CHA_FAN3/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 25)
(CHA_FAN4/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 29)

FA

AW N o

N_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

GND

FAN_VOLTAGE_CONTROL

FAN_SPEED

—_ W

FAN_SPEED_CONTROL

4321

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE

GND

Esta placa base proporciona
cuatro conector de ventilador
del chasis de refrigeracion por
agua de 4 contactos. Si tiene
pensando conectar un ventilador
de refrigeracién por agua del
chasis de 3 contactos, conéctelo

al contacto 1-3.

Conector del ventilador de
la CPU

(CPU_FANI1 de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 3)

4.3 2 1

GND
+12V
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa base contiene

un conector de ventilador
(ventilador silencioso) de CPU
de 4 contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de CPU
de 3 contactos, conéctelo al
contacto 1-3.
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Conector del ventilador de
la bomba de agua/CPU
(CPU_FAN2/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 6)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

Esta placa base proporciona un
conector de ventilador de CPU
de refrigeracion por agua de 4
contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de
disipador por agua de CPU de 3
contactos, conéctelo al contacto
1-3.

Conector de alimentacion
ATX

(ATXPWRI de 24
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 9)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacién ATX
de 20 contactos, conéctela en los

contactos del 1 al 13.

Conector de alimentaciéon
ATX de 12V
(ATX12V1 de 8 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 1)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacién ATX de
12V y 8 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacion ATX
de 4 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 5.
*Advertencia: Asegurese de
que el cable de alimentaciéon
conectado corresponda a

este CPU y no a la tarjeta
grafica. No conecte el cable

de alimentacion PCle a este

conector.

Conector de alimentacién
ATX de 12V

(ATX12V2 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 2)

U
N

Conecte una fuente de
alimentacion ATX 12V en este

conector.
*El enchufe de la fuente de
alimentacion encaja en este

conector en una tnica direccién.
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Conectores Thunderbolt
AIC

(TB1 de 5 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 26)

Enchufe una tarjeta
complementaria (AIC)
Thunderbolt™ al conector
Thunderbolt AIC a través del
cable GPIO.

* Instale la tarjeta Thunderbolt™
AIC a PCIE4 (ranura

predeterminada).
Conector SPI TPM SPITFM_CS# Este conector es compatible
(SPI_TPM_]J1 de 13 ng;}z&zsgso con el sistema SPI M6dulo de
contactos) 506 C‘) C‘)Si"fm Plataforma Segura (TPM, en
(consulte la pag. 1, n° 22) olololo O[0] (? inglés), que puede almacenar de
+L Sv-o forma segura claves, certificados
SP&%‘:W digitales, contrasefas y datos. Un
P sistema TPM también ayuda a
aumentar la seguridad en la red,
protege las identidades digitales
y garantiza la integridad de la
plataforma.
Cabezales de LED RGB 1 Estas dos bases de conexiones
(RGB_LED1 de 4 12vG R B RGB se utilizan para conectar
contactos) el alargador de LED RGB
(consulte la pag. 1, n° 28) que permite a los usuarios
elegir entre varios efectos de
(RGB_LED2 de 4 B iluminacién de LED.
contactos) R Precaucion: Nunca instale
(consulte la pag. 1, n° 7) :32\/ el cable de LED RGB con la

orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
danarse.

*Consulte la pagina 35 para
obtener mds instrucciones sobre

estas dos bases de conexiones.
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Cabezales de LED
direccionables
(ADDR_LEDI de 3
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 8)

(ADDR_LED2 de 3
contactos)
(consulte la pag. 1, n° 27)

GND

DO_ADDR
vouT

GND
DO_ADDR
vouT

Estas dos cabezales de LED
direccionables se utilizan para
conectar el cable de la extension
LED direccionable que permite
alos usuarios elegir entre varios
efectos de iluminacién de LED.
Precaucion: Nunca instale el
cable de LED direccionable
con la orientacién incorrecta
ya que, de lo contrario, el cable
puede danarse.

*Consulte la pagina 36 para
obtener mds instrucciones sobre

esta base de conexiones.
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1 BBepeHne

Brrarojapym Bac 3a mpuobpeTeHne Hafie)kKHOIT MaTepiHCKoit mwiatel ASRock H470M Pro4,
BBIITYCKAeMOI1 IOJ} ITIOCTOSHHBIM CTPOTYMM KOHTporeM Kommanuy ASRock. Ota MaTepuHckas
/1aTa obecreynBaeT BeMMKOJIEIHYIO IPOM3BOSMUTEILHOCTD 1 OT/IMYAETCA HaJIeKHOI
KOHCTPYKI[¥eil B COOTBETCTBUY C TpeOOoBaHMAMY KommaHuy ASRock B OTHOIIEHNI

Ka4yeCTBa U JOITOBEYHOCTN.

Ilo npuuune 06H08MEHUA XAPAKMEPUCIUK CUCEMHOIL NAAMDbL U NPOZPAMMHOZ0
obecneuenus BIOS codepicumoe Hacmosiujeii 0oKymeHmau mosxem 6vimo usmereHo 6e3
npedeapumenvtozo yeedomnerust. IIpu usmeHeHuu co0epicumozo HACMOAULe20 00KyMeHMaA
e20 06H087IeHHAsA Bepcus Gydem docmynHa Ha eeb-catime ASRock 6e3 npedsapumensHozo
yeedomnerust. ITpu Heo6x00uUMOCMU MeXHUHeCKOU N000ePHKU, C6A3AHHOL C MAMEPUHCKOTL
naamotl, nocemume 6e6-caiim u Haiioume Ha Hem UHHOPMAUI0 0 MO0 UCHObIYeMOTL
samu mamepurckoii naamol. Ha se6-catime ASRock maksie MOKHO Hailmu camblil
nocnedHuii nepeuerv noddepiucusaemolx VGA-kapm u I[I1. Be6-caiim ASRock
http://www.asrock.com.

1.1 KomnnekT noctaBKu

* Marepunckas miara ASRock H470M Pro4 (dpopm-dakrop Micro ATX)

o Kparkoe pykoBozcTBo 1o ycraHoBke ASRock H470M Pro4

o Kommakt-auck ¢ ITO mus mmarst ASRock H470M Pro4

o 2 xabens mepenaun gaHHbIX Serial ATA (SATA) (mprobpeTaroTcst OTHAEIBHO)
e 3 ByHTA A/Is1 CIOTOB M.2 (Ipro6peTanTCst OTAENbHO)

e 1 5KpaH IaHenu C IOpTaMy BBOfIa-BbIBOZIA
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1.2 TexHN4YeCKne XxapakTepucTnKku

Mnarpopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnotbl
pacwmpeHus

paduueckasn
nogcuctema

Dopm-daxrop Micro ATX

Cxema Ha OCHOBe TBEPAOTEIbHDIX KOHAEHCATOPOB

Iopneprxka npoueccopos 10" nokonenns Intel® Core™ (Socket
1200)

Digi Power design

Cucrema nutanms 9

IMonnepxmnBaertcs Texuonorus Intel® Turbo Boost 3.0

Intel® H470

JIByxkaHanbHas namartb DDR4

4 ruesga DDR4 DIMM

IMoppepyxnBaroTCcs MOpy/m HeGydepnsoBaHHo mamst DDR4
2933/2800/2666/2400/2133 6e3 ECC

* TononuuTenbHas nHGOpManys npefcrasaena B Crmcke

coBmectuMoit mamsaTu (Memory Support List) Ha Be6-carite
ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) noppepxuBatot mamsatb DDR4 ¢ wactoToit 5o 2933;

Core™ (i5/i3), Pentium® u Celeron® mopepskusator mamsith DDR4

C 9aCTOTOM J10 2666.

Iopnepxxa mopyneit namary ECC UDIMM (pabora B pexxnme,
otmmarom ot ECC)

MaxkcumanpHbiit 06bem O3Y: 128 T'b

IMoppeprxuBaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

ITosonovennspie (15 MKM) KOHTaKTbI cioTroB DIMM

2 x PCI Express 3.0 x16 ruesp, (PCIE1/PCIE4: ogyHapHbIit mpu
x16 (PCIE1); gBoitnoit ipu x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))

* Ilopiiep>XnBaOTCA B KaueCTBe 3arpy30uHbIX SSD-amcky Tuma
NVMe

2 cnota PCI Express 3.0 x1

IMoppepxka AMD Quad CrossFireX™ u CrossFireX™

1 cnor M.2 (xmo4 E) st mopynst WiFi/BT tuma 2230 u Intel®
CNVi (Bcrpoennsie WiFi/BT)

Berpoennsiit Bupeoamantep Intel® UHD Graphics u Berxopst
VGA noppep>xnBaroTcs TonbKo npu ucnonbzosannu LIT co
BCTPOEHHBIMM IPAapUUeCKIMM MPOLIeCCOPAMI.

Kopexn ¢ anmaparupim yckopernem Hardware Accelerated
Codecs: AVC/H.264, HEVC/H.265 8 6ut, HEVC/H.265 10 6ur,
VP8, VP9 8 6urt, VP9 10 6ut, MPEG2, MJPEG, VC-1
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3BYK

LAN

* VP9 10 6ut n VC-1 TONBKO 1151 AeKOAMPOBAHUSL.

* Kopnposaune VP8 u VP9 ue noppepxusaercst OC Windows.

Tpaduka, mynbrumepya u Borancienus: Microsoft DirectX 12,
OpenGL 4.5, BctpoenHble BusyanbHble o7eMeHTsI Intel®, Intel”®
Quick Sync Video, In6pupnnas / nepexmoyaemas rpaduxa,
OpenCL 2.1

Otobpaxkenne 1 6€30IaCHOCTD cofepkanus: Rec. 2020
(mmpoxkas nBeToBas ramma), Microsoft PlayReady 3.0, 3ammra
conepxanns Intel® SGX, Juck UHD/HDR Blu-ray

Tpu Bupneossixoga: D-Sub, HDMI n DisplayPort 1.4
IToppepskka pabOTHI C TpeMsl MOHUTOPAMU

Topmepxka HDMI 1.4 ¢ MakcuManbHbIM pasperienneM jo 4K x
2K (4096x2160) mipu 30 '

IMonpeprxuBaetcst DisplayPort 1.4 ¢ MakcuMaIbHBIM
paspenternem o 4K x 2K (4096x2304) mpu 60 Ity
Toppepxupaercs D-Sub ¢ MakcuMaIbHBIM paspelieHneM 10
1920x1200 mpm 60 Iy

TonpepxuBaorcsa Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ur/mser),
xvYCC n HBR (High Bit Rate Audio) uepes nopr HDMI 1.4
(tpebyercsa coorsercrBytommit HDMI-monuTop)
IMoppepxupaerca ¢pynkimsa HDCP 2.3 yepes mopret HDMI 1.4
u DisplayPort 1.4

IMoppepyxka BoBofa Bupeo ¢ paspeuternem 4K Ultra HD (UHD)
Ha noprst HDMI 1.4 n DisplayPort 1.4

7.1-KaHa/TbHbII 3BYK BbICOKOIT YeTkocTu HD Audio ¢ 3ammroit
maHHbIX (aymrokozsiek Realtek ALC1200)

IMonpeprkka Premium Blu-ray Audio

3amuTa oT epenajoB HAIPSDKEHS B 9TIEKTPUUIECKOIT CeTH
Vzonupyioliee 9KpaHMpPOBaHMe TI€YaTHOM TI/IaThI

OTgenbHBIE CIOV MIEYATHON IUIATHI JJIs1 JIEBOTO 1 IIPABOTO
ay/IOKaHa/IOB

Aypyo Nahimic

Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6ut/c

Giga PHY Intel” 1219V

IMonpepxuBaeTcs npobyxpaenne o JIBC

MornHuesanmTa  3alUTa OT HMEKTPOCTATUYIECKIX PAa3pATIOB
Topnepxusaercsa Energy Efficient Ethernet 802.3az
Ioppepxusaercsa PXE
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TbinoBbie NopTbI
BBOAa-BbiBOAA

3anomuHalowme
ycTpoiicTBa

Pasbembl

® 1 KpOHIITEJH aHTEHHbIX

* 1 mopt PS/2 i Mbln/KmaBuaTypbl

e 1 nopt D-Sub

e 1 nopr HDMI

¢ 1 nopr DisplayPort 1.4

e 2 nopra USB 2.0 (c 3ammmToit OT 3/1eKTPOCTATUYECKIX Pa3psiioB)

e 1 nopt USB 3.2 Gen2 Type-A (10 I'6ur/c) (c 3ammroit ot
97IeKTPOCTATNYECKIUX PA3PSAIOB)

e 1 nopt USB 3.2 Gen2 Type-C (10 I'6nr/c) (c 3amurost ot
97IeKTPOCTATNYECKIUX PA3PSIOB)

e 2 noptoB USB 3.2 Genl (c 3a1uTol OT 9/IEKTPOCTATUYECKIX
paspsmoB)

e 1 nopt JIBC RJ-45 ¢ nuankaropamu («AKTMBHOCTB/
Coenunenne» 1 «CKOPOCTH»)

e Pazpemer HD Audio: mmueitubiit Bxop / dponTanbshbe AC /
MUKPOGOH

® 6 pazpemoB SATA3 ¢ mpormyckHoIt crioco6HOCThIO 6,0 I'6/C,
moppepxka RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10,
texHomorunu Intel Rapid Storage 17), NCQ, AHCI u «ropsgero»
IO K/TIOYeH ST

* Ecnm 3ansar cnotr M2_2, orkmodaercs ot SATA3_1.

e 1 cnor Ultra M.2 (M2_1), moppepxxusaercsa mogynb M.2 PCI
Express tima 2280 ¢ kmogom M po Bepcun Gen3 x4 (32 ['6nt/c)**

e 1xcmor M.2 (M2_2), nogaep>xusaet Mmogynb M.2 SATA3 Tuma
2280 ¢ mpoITycKHOI crocobHoCThI0 6,0 [61T/c m Mopyns M.2
PCI Express no Bepcuu Gen3 x2 (16 I'6ur/c)**

** Ilopmep>xuBaeTcs TexHomoryst Intel® OptaneTM

** Ilopmep>KuBaoTCA B KaueCTBE 3arpy309HbIX SSD-yicky Tnma
NVMe

** IlopmepxuBaetcst komrieKT ASRock U.2.

e 1 konopka SPI TPM
* 1 Konoaxa ¢ pagbeMaMI JaTUYNKa BCKPBITHA KOPITyca ¥ JUHAMUKA
® 2 KOJIOAKU JiIsl HOIK/IIoUeHus cBeTopuonHoit RGB-moncBetku
* TlopmepxuBaeTcs cBeTORMOAHAA TeHTa (MakcuMyMm 12 B/3 A,
CYMMapHOIT MOIIHOCTbIO 70 36 BT)
® 2 KOJIOLKU aJIpeCyeMOii CBETOIMO/IHON ITOJCBETKI
* Tlopmep>xuBaeTcs cCBeTORMOAHAA /IeHTa (MakcuMyM 5 B/3 A,
CYMMapHOIT MOIIHOCTbIO 1o 15 BT)
e 1 pasbeM A1 BeHTUAATOpa oxnakaeHus 111, 4-KoHTaKTHbII
* PagbeM IIpOLieCCOPHOTO BEHTU/LATOPA MOAIEPKIBAET BEHTU/IATOD
¢ norpebysieMbIM TOKOM He 6ostee 1 A (12 Br).
® 1 pasbeM I/I BEHTU/IATOPA WM BOIAHOIN IOMIIBI BOJSHOTO
oxnaxpaerns LT (4-koHTaKTHBI) (CMapT-perynIaTop CKOPOCTH
BEHTWIATOPA)
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Mapametpbi
BIOS

KoHTponb-
o6opyaoBaHua

* Pagpem AJIA IIpOLECCOPHOI'0 KOPITYCHOI'O BEHTW/IATOPA U

BOHHHOﬁI TIOMIIBI MOAAEPIKMBAET BEHTUIIATOP C HOTpe6TIH€MI>IM

TOKOM He Gornee 2 A (24 Br).

4 pasbeMbl 151 KOPIYCHOTO BeHTU/IATOPA MU BOJAHON IOMIIBI
(4-KoHTAKTHBIN) (CMapT-PEryIATOp CKOPOCTY BEHTUIATOPA)

* Pazpem JI/1s1 KOpITyCa KOPITYCHOT'O BEHTM/IATOPA MIN BO)Z[HHOIZ

HIOMIIBI TIOffieP)KMBAET BEHTUIATOP C IIOTPeO/IsIeMbIM TOKOM He
6omnee 2 A (24 Br).

* IIna paswemos CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA _
FAN2/WP, CHA_FAN3/WP u CHA_FAN4/WP aBromMaTu4ecku
OIIpefe/sieTCsl TUII MOfK/II0YEHHOTO BEHTWIATOPA: 3- WK

4-KOHTAKTHBII.

1 pazpem muranya ATX, 24-KOHTaKTHBII

1 paspem nurtanuA 12 B, 8-KOHTaKTHbI

1 paspem nuTtanuA 12 B, 4-KOHTaKTHbI

1 aynmnopasbeM /i TepeHeit naHenmm

1 AIC-paspem Thunderbolt (5-konrakTHsiit) (ITognepxuBaer
Tombko KapTy ASRock Thunderbolt 3 AIC R2.0)

1 xononka USB 2.0 (2 mopra USB 2.0 ¢ samuroii ot
9MIEKTPOCTATUYECKIUX PA3PATIOB)

2 xomnopika USB 3.2 Genl1 (4 mopra USB 3.2 Genl1) (c 3aumroit
OT 3IeKTPOCTATUYECKIX PA3PANIOB)

AMI UEFI Legal BIOS ¢ mopjiep»kkoit MHOTOSI3bI9HOTO
rpaguaeckoro nHTepderica

TMonpmepyxka QyHKImiT Ipobyxaenns no crangapry ACPI 6.0
Topmepxka SMBIOS 2.7

Perynuposka Hanmpsxenuit aapa/kam HI1, GT, DRAM, VPPM,
PCH, VCCSA,VCCSFR

Kontponb Temneparypsr: Bentwnarop LIT; Bentnnarop mmm
noMna BogsaHoro oxnaxaenus LIT; Bentunarop min nommna
BOJISIHOTO OXJ/IaXK/IeHNA KOPITyca

Taxomerp: Bentunarop LIIT; Bentunarop mmmu nomma

BofAHOro oxnaxenus LIIT; BeHTunATop mmy noMna BOAsSHOTO
OXJTaXK/IeHMs1 KOPITyca

Becurymnas paboTa (C aBTOMAaTUYECKOII PerympOoBKOil CKOPOCTH
BpAIlleHMA B 3aBUCUMOCTH OT Temmeparyps LIIT): Bentumsarop
TII; Bentunarop uay nommna sopsHoro oxnaxaenus HIT;
BeHTI/ITIﬂTOp VI IOMITIA BOJAHOTO OX/TAXKACHUA Kopnyca
Perynuposka ckopoctu Bpamenus: Bentunarop LIIT;
BenTtunaTtop mim nomna sopAgHoro oxnaxaenns LIT;
BentunaTop nnm nomra BoAAHOTO OX/TaXKeHMs KOPITyca
JlaT4mK BCKPBITHA KOpPITyca

KonTponb Hanpsoxenuit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Hanpsxenue sappa
1II, DRAM, VPPM, PCH 1,05B, VCCSA, VCCST, VCCIO
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OnepauuoHHble * Microsoft” Windows® 10 (64-paspspnHast)

cncTembl

Ceptnoukauma  FCC,CE

e Cosmectumoctb ¢ ErP/EuP (Heo6xoaum 610K muTaHuA,

coorseTcTBYylomii craupapry ErP/EuP)

* C dononnumenvHotl uHpopmauett 06 U30enULU MONHO 03HAKOMUMDCA HA 6e6-catime: http://www.asrock.com

A

Criedyem yuumuieamo, 4mo paseoH npoueccopa, 6Kto4as usmenenue nHacmpoex BIOS,
npumenenue mexnonozuu Untied Overclocking u ucnonv3osanue uHcmpymenmos pazeona
He3aBUCUMBLX NPOU3B00UMenetl, COnpsisicer ¢ onpedeneHHbim puckom. Paseon npoyeccopa
MOJNEM CHUSUMDb CIABULHOCb CUCTEMbL UL 0aXe NPUBECHIU K NOBPENOEHUIO ee
KOMNOHEHMO8 U ycmpoiicme. Paszon npoyeccopa ocyu,ecmensemcs nonv3oeamenem

Ha cobcmeenHbil pUck u 3a cobcmeennbiii cuem. Mol He Hecem 0MBeMCIMBEHHOCIND 34
603MOMNHYLLL yU4epO, 66I36aHHDLLL PA32OHOM NPOUECCOPA.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBka IIEpEMbIYEK ITOKa3aHa Ha pUCYHKeE. Hp]/[ YCTaHOBKE II€PEMBIIKI-KOIITadKa
Ha KOHTAKTBI IIEpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmm TIepeMbIYKa-KO/MNA4Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOBJIEHA, TEPEMBIYKa «PA3OMKHYTa».

W W

Short Open

ITepembryka copoca 3amkHyTa: COHpOC HACTPOEK
HacTpoek CMOS CMOS

(CLRMOSI1) 2-KoHTAKTHAA PasomkuyTa: [To ymomyanuio

(cm. cTp. 1, Ne 18) [IepEMpItia

CLRMOSI ucnonbayetcs g yganenus gaaapix CMOS. B mamarn CMOS comepskatcsa
TaKMe JaHHbIC O HaCTpOiIKe CUCTEMBI, KaK CUCTEMHBIN I1aposIb, JaTa, BpeMA 1
IapaMeTpbl HACTPOIKN CUCTeMbL. UTOOBI COPOCUTD 1 OOHYINTD APAMeTPhI CUCTEMBbI
Ha HaCTpOI/uIKI/I 1o yMOH'—IaHI/IIO, BBIK/TIOYNTE KOMIIPIOTEP U M3BJIEKUTE B]/I]'IKY "3 pO3ETKN,
a 3aTeM KOJINAYKOBOJI IIepeMbIYKOif 3aMKHNTe KOHTaKThl Ha CLRMOSI Ha 3 cekyH/IbI.
ITocne copoca HacTpoek CMOS He 3ab6yzbTe CHATD KOJIIAYKOBYIO TlepeMbIuKy. [Tpn
HeobxopymocTy copocutb HacTporiku CMOS cpasy mocre o6Hosnenus BIOS chavarna

TIepesarpysnTe CUCTEMY, @ 3aTeM BBIKTIOUMTE KOMIBIOTEP Tepes c6pOocoM HaCTpOeK
CMOS.

C6poc nacmpoex CMOS mozcem npusecmu k onpeoesieHuio 6ckpuimuio kopnyca. UYmo6ut
06HY UMb 3aNUCH 1Pedblyules0 0npedeneHus 6CKPbIMUA KOPRYca, UCHOMb3Ylime napamemp
“Clear Status” (O6nynumy cocmosrue) BIOS.
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1.4 Konogku u Pa3beMbl, PaCNONOKEHHbIE Ha CUCTEMHON
njnare

Pacnonoxcennvle Ha cucmemuoil naame Konooku U paseemol HE sensiomcs nepemuluKamu.

A HE ycmai—msﬂusaﬁmz Ha amu KonooKu upﬂ3’b€Mbl nePé’Mbl‘tKM’KDﬂH{l‘tKM Yemanoexa
nepemvi14eK-Konna4kos Ha Imu KOZ0OKU U pasvemul MOJHeM 6bl36amMv HeycmparHumoe
noepe)m)euue CUCEMHOTL NAAMb.

Konopka cucremMHoimn IMopxnrounTe pacrono>KeHHbIe
TTaHem
(9-xonraktHast, PANELI)

(cm. cTp. 1,Ne 17) !

Ha KOpITyce KHOMKY IMTaHus,
KHOIIKY Tlepe3arpysku u
UHJIUKATOP COCTOSHMA CUCTEMBI
K 9TOJi KOJIO[IKE B COOTBETCTBUM

HDLED-
MDLED C Ha3Ha4YeHVeM KOHTAKTOB,

npuBeieHHbIM HyoKe. [lepen
TOJK/TII0UeHEM Kabeeit
OnpeieNInTe IONMOKUTETbHBINA 1

OTp]/IIlaTeIIbeI]Z KOHTAKTBHI.

PWRBTN (xkHonka numanus):
TooxmioueHue KHONKU NUMAHUs, PACNONIONEHHOI HA nepedHeil nanenu Kopnyca. Moo
HACMPOUMb CHOCO6 BbIKIOHEHUS CUCTEMbL NPU HANCATNUU KHONKU NUMAHUSA.

RESET (xnonxa c6poca):

Ilodkniouerue kHonku c6poca, pacnonoxeHHoll Ha nepedreii naHenu Kopnyca. Haxmume
KHONKY cOpoca, 4mobvl nepesanycmumo KOMnvlomep, eciu OH 3a8UC U HOPMATLHBLIL nepe3anyck
HEB0O3MOMEH.

PLED (c6emo0uo0Hbtil UHOUKAMOP NUMaHus cucmembt):

TTooxnioueHue UHOUKAMopa cocrmoaHUs, PACHONIONEHHO20 HA hepedHell naHeau Kopnyca.
Ceemoduodnulil uHouxamop zopum, ko20a cucmema pabomaem. Kozda cucmema Haxodumcs
8 pescume osmcudanus S1/S3, ceemooduod mueaem. Kozda cucmema HaXo0umcs & pesxcume
osmcudanus S4 unu evikmioena (S5), c6emooduod He zopum.

HDLED (c6emo0uodnuiii unouxamop pabomuol jxecmxozo Oucka):

Ilodkniouerie c6emodu00H020 UHOUKAIMOPA PAGOMbL HeCmK020 OUCKA, PACNONIONEHHO020 HA
nepeoneti nanenu. CeemoouoOHvlil UHOUKAMOP 20pUM, K020 HeCKUIL OUCK 8bINONIHSEM
CUUMbIBAHUE UMY 3aNUCL OAHHDIX.

Iepednsis nanenv moxcem Gvimv pasHotl Ha pasHvix kopnycax. Ha nepedneii nanenu
paCnOﬂO}I{EHbI KHONKAa numaHusd, KHOnKa nepesunycica, quuKumop numaHus, uH@uKamDp
pabomut secmkozo Oucka, ouramux u m.o. IIpu nodkmoueHuy nepedreil naxen K amoi
K07100Ke NOOK0HALime NPOB0OA K COOMBEEMCMBEY0UsUM KOHMAKMAM.

Kornopxa ¢ pasbemamu SPEAKER [IpenHasHayeHa Ais
DUMMY
ATYMKA BCKPHITUS DUMMY | MOJK/TIOUeH NS IATYNKA

v |

KOPITyca ¥ AMHAMIKA
- i MHAMMKA.
(7-xoHTakTHBI, SPK_ ololo s

4
CIl) I |
SIGNAL

(cm. cTp. 1, Ne 19) GND
DUMMY

BCKPBITHA KOPITyca ¥ KOPITyCHOTO
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Pazpemsr Serial ATA3 ) OTU 1IeCTh Pa3beMoB
)
(SATA3_0: E SATA3 npeaHasHadeHbI JIs
oM. cTp.1,Ne 11) 0 = noakmoyenns kabeneit SATA
(SATA3_1: o BHYTPEHHIX 3aIIOMMHAIONINX
oM. cTp. 1, Ne 12) E YCTPOJNCTB 1A TIepeaYM JaHHbIX
(SATA3_2: o = €O CKOpoCThIO 10 6,0 T'6/c.
cm. cTp. 1, Ne 15) o = o  Ecmnsaaar cror M2_2,
|

(SATA3_3: o' ‘2 oTkmodaerca cnot SATA3_1.

1,N\e 16) & ke
oM. cTp.1,Ne SIL LS
(SATA3_4:

1, \e 20) SATA3_5 SATA3 4
oM. cTp. 1, Ne

I—1]
(SATA3_5:
oM. cTp. 1, Ne 21)
Komnopxa USB 2.0 USB_PWR Ha marepuHcKoit 1/1aTe MMeeTcs
P-

(9-xonTakTHasa, USB1_2)

(M. cTp. 1, Ne 24)

OJJHA KOJIOfIKA. DTa KOJIOfIKa
USB 2.0 Mox<eT IoAep)KIBaTh

ABa IIopTa.

Komogku USB 3.2 Genl
(19-KOHTaKTHas,
USB3_3_4)

(cm. cTp. 1, Ne 14)
(19-xoHTaKTHas,
USB3_5_6)

(em. cTp. 1, Ne 10)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus

IntA_PB_SSRX-

IntA_PB_SSRX+

GND

IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+

GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

Ha marepuHcKoit 11aTe MMeeTcs
nBe komoaku. Kaxkas komojka
USB 3.2 Genl nopiep>xuBaet fiBa

nopra.

Ayn1oKomnofKa nepenHeit

TTaHe/mn
(9-xonTakTOB, HD_
AUDIO1)

(em. cTp. 1, Ne 30)

MIs

D
PRESENCE#

C_RET
OUT_RET

ITa KO/IOAKA [IpeHa3HaYeHa Iisl
MOAK/II0YEHNS AYAUOYCTPOICTB K

TiepefiHelt ay/[oa e,




1. Ayduocucmema 6bic0K020 paspeuienus noodepucusaem GyHKUUIO PACHOSHABAHUS PA3vema,
HO 07151 € NPABUNILHOLL PAGOMbL HE00X00UMO, UMoGbl NPOBOO NaHenU KOPNYca noodepiusan
nepedayy cuenanoe HDA. Mncmpykyuu no ycranoeke CUCIeMbL CM. 6 J11OM PyKosoocHee
U PyK080dcmae Ha Kopnyc.

2. IIpu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC’97 nodkmouume ee K ayouokonooxe nepeore
nanenu, Kax ykazano danee:

A. Iooknrouume Mic_IN (MIC) xk MIC2_L.

B. [Tooknouume Audio_R (RIN) k OUT2_R, Audio_L (LIN) x OUT2_L.

C. Iooknouume nposod sazemnenusi (GND) k konmaxmy 3azemnerus (GND).

D. Konmaxmuvt MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yomcs monvko 0715 ayOuonaresni 6v.cokozo
paspeuwterus. ITpu ucnonvzosaruu ayouonaenu AC'97 ux nooxkno4ams He Hy*HO.

E. Ymo6vr akmusuposamv nepednuti muxpodor, nepeiidume Ha eknaoxy FrontMic nanenu
ynpaenenus Realtek u ompezynupytime napamemp Recording Volume (Ipomxocmv 3anucu).
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Pasbembl 1y FAN_SPEED_CONTROL 4 JlaHHaA MaTepMHCKas I/IaTa
CHA_FAN_SPEED 3

BEHTIIATOPA VY TIOMITBI FAN_VOLTAGE > OCHallleHa YeThIpe 4-KOHTaKTHBIM

GND 1

BOJISTHOTO OXJTXK/I€HIS PasbeMOM M CHCTEMBI

KopITyca BOJISTHOTO OX/TA)KZI€HNSA KOPITyca.

(4-xonTakTHBIT CHA_ 3-KOHTAKTHYIO CUCTEMY BOJAHOTO

FAN1/WP) OX/IaXKIEHNA KOPITyca ClIefyeT

(em. cTp. 1,Ne 31) MOJIK/II0YATh K KOHTaKTaM 1-3.

(4-xourakthbiit CHA_ GND
FAN_VOLTAGE_CONTROL

1
2

FAN2/WP) 3 FAN_SPEED
4

(CM. crp. 1N 13) FAN_SPEED_CONTROL

(4-xoHTtakTHbII CHA_ 1321

FAN3/WP)

(. crp. 1025 o cama |

(4-xonTtakTHbIi CHA_ FAN_VOLTAGE

FAN4/WP) oo

(em. cTp. 1,Ne 29)

PaspeM BeHTWISTOPA B — Ota MaTepuHCKasl IUIaTa CHabKeHa
OXJTXK/IEHNS IIPOLieccopa 4-KOHTAKTHbBIM PasbeMOM JUIsi
(4-xonrakra, CPU_FAN1) +1§\7 ° MaJIOIIyMALIETO BEHTU/IATOPA
(cm. cTp. 1,Ne 3) FAN(i':S‘;EFEAD’V:(Isgs'fI;)OL LII. Ecnu BBI cobupaerech

TIOIK/TIOYUTD 3-KOHTAKTHBIN

BEHTUIATOP OX/TaXKIEHNA

IPOLIECCOPa, IOJK/TI0YAIITE €T0 K

KOHTaKTaM 1-3.
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Pasbem p1a BenTUIATOPA
VIV TIOMIIbI BOJAHOI'O
oxnaxkaenus LIIT
(4-xonraktubiit CPU_
FAN2/WP)

(M. cTp. 1,Ne 6)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

JlanHas MaTepyHCKas mjiara
OCHalleHa 4-KOHTAaKTHBIM
PasbeMOM Ji1A CUCTEMBI BOJIAHOTO
oxnaxaenns LI1. 3-KoHTaKTHYIO
CHCTEMY BOJIAHOTO OX/TaXKJeHNA
LTI cnepyer nopgKm0YaTh K
KOHTaKTam 1-3.

Paspem nuranms ATX
(24-xoHTaKTa,
ATXPWRI)

(em. cp. 1, Ne 9)

OTa MaTepUHCKasd IUIaTa
OcCHaleHa 24-KOHTaKTHBIM
paszpemom mutanus ATX. Yto6st
JCIIOMB30BaTh 20-KOHTAKTHBIN
pasbem nutanusa ATX,
TIOJ[K/TIOYITE €TO0 BIO/Ib KOHTAKTA
1 u xoHTaKTa 13.

Pazbem nmuranms ATX
12B

(8-xonTakToB, ATX12V1)
(em. cTp. 1, Ne 1)

ITa MaTepuMHCKad IIaTa
cHab)keHa 8-KOHTAKTHBIM
pasbemoM mutanusa ATX

12 B. YT06bI MCII0/H30BATH
4-KOHTaKTHBIN pasbeM INTAHVA
ATX, HOAK/TIOYNTE €r0 BAOIb
KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.
*Buumanne! Yoequrecs,

YTO MOJK/IIYEHHBIIT Kabenn
NNUTAHUA TpefHA3HAYeH I
III1, a He mna BugeokapTsl. He
TOJK/II0YaiiTe Kabenb MMTaHuA
PCle x sTOMy pasbemy.

Pazpem murannsa ATX
12B

(4 xonTakTOB, ATX12V2)
(em. ctp. 1, Ne 2)

L0
U]

K nanHomy pasbemy
TOJIK/TI0YAETCA UCTOYHMK
muranust ATX 12 B.

*PazbeM OT 6710Ka MUTaHUA
TIOJICOEAIMHACTCA K STOMY PasbeMy
TOJIBKO B OJ{HOII OPUEHTALVIN.
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Paswembt Thunderbolt
AIC

(5 xonrakToB, TB1)
(M. cTp. 1, Ne 26)

[MopxnrounTe MIaTy pacimpenns
(AIC) Thunderbolt™ k pasbemy
Thunderbolt AIC ¢ nomomuibro
unrepdeiicaoro GPIO-kaberns.

* YcTaHOBMTE IJIATY PaCIIMPEHNUs
Thunderbolt™ B cnor PCIE4 (cot

10 YMOTYAHUIO).

xonoxka SPI TPM SPLTAM-CoY 10T pasbeM obecrednBaeT
(13-xonTtakTHas, SPI_ ngsfﬁfg © noaaepkky cuctemsr SPI Trusted
TPM_J1) ‘ | SPL_Da2 Platform Module (TPM), kotopas
(em. cTp. 1, Ne 22) H%l%l%l%'%%r croco6Ha 06ecreYnTh HaleXKHOe
) g\"jLDm XpaHeHHe Kouell, [1ppOBbIX
o pummy cepTI(UKATOB, ITAPOIENt 1
rerp S nmanHbix. Cucrema TPM Takoke
TPM_PIRQ o
TIOBBIIIAET YPOBEHb CETEBOI
6€30I1aCHOCTY, 3aLIMIIAeT
11pOoBbIE UAEHTIDUKATOPDI
1 obecrieynBaer 1eIOCTHOCTD
1aT)OPMBIL.
Komomku mst 1 IO1u fBe Konmomaku mist RGB-
TOAK/TIOYeH A 12vG R B TIOJICBETKY CITY KAt JIst
cBetonmonHoit RGB- MOAK/IIOYEHN YI/IMHUTEbHOTO
TIOJICBETKIU. kabens ceeToguonHoit RGB-
(4-xonrakTHas, RGB_ MOJICBETKM, KOTOpas IO3BOJIAET
LED1) peann3oBaTh pasInyHble
(cm. cTp. 1, Ne 28) cBeTOBBIE 3P (PeKThL.
Buumanne! Kareropmyeckn
(4-xonTtakTHas, RGB_ B 3anpeniaeTcs NOAKII0YaTh
LED2) R Kabenpb cBeTommonHoit RGB-
(em. cTp. 1, Ne 7) G TOJICBETKY C HApYIIeHeM
12V

TOLAPHOCTH, TaK KaK 9TO MOXKeET
TPUBECTH K €r0 HOBPEXXIEHINIO.
* [JomomHUTeIbHBIE CBEIEHUS

00 MCIIO/Ib30BAHNY STUX IBYX

KOJIOJIOK CM. Ha CTp. 35.
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Konopxu agpecyemoit GND

CBETOJIMOTHON TTOCBETKI

(3 xonTakTa, ADDR_ sgﬁDDR
LEDI1) 1

(em. ctp. 1, Ne 8)

(3 xonrakTa, ADDR_ 1

LED2) GND
(M. cTp. 1, Ne 27) VOUDTO*ADDR

T iBe KOTOAKM JI/IA afipecyeMoit
CBETOJMOTHOM TTOICBETKI
CITy’KaT J1sl IOK/TI0YeH A
VIUIMHUTEIBHOTO Kabers
aJipecyeMoii CBETOAMOTHOI
TIOfICBETKM, KOTOpas IIO3BO/IAET
peann3oBaTh pasInyHbIe
cBeToBbIe P (eKThI.
Buumanne! Kareropmueckn
3anpenaeTcsa NOJKIIYATh
Kabernp agpecyemMoit
CBETOMOIHOI IMOACBETKN C
HapylleHyeM HOTAPHOCTH, TaK
KaK 3TO MOKeT IPUBECTU K €To
TOBPEX/EHNIO.

* JIoNIONIHATENIbHbBIE CBEeHUs 00
VICTIONTb30BAHNUY 3TOJ KOTIOAKI
cM. Ha cTp. 36.



H470M Pro4

1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock H470M Pro4, uma confiavel placa mae ASRock
produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal oferece um
excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o compromisso da

ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

contetido desta documentagdo estard sujeito a alteragdes sem aviso prévio. Caso ocorram

Q Como as especificagdes da placa-mde e do software do BIOS podem ser atualizadas, o

modificagdes a esta documentagao, a versao atualizada estard disponivel no site da ASRock
sem aviso prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite
0 nosso site para obter informagoes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé

também poderd encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da

ASRock. Site da ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

e Placa-mae ASRock H470M Pro4 (Micro ATX Form Factor)
¢ Guia de Instalagdo Rapida da ASRock H470M Pro4

e CD de Suporte da ASRock H470M Pro4

e 2 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

e 3 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

e 1x Painel de E/S

103



104

1.2 Especificagoes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoria

Slot de
expansao

Graficos

Micro ATX Form Factor
Design de condensador sdlido

Suporta 10° Gerado de Processadores Intel® Core™ (Soquete 1200)
Digi Power design
Design com 9 fases de alimentagao

Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 3.0

Intel® H470

Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais
4 x Slots DIMM DDR4
Suporta memoria DDR4 2933/2800/2666/2400/2133, nao ECC,

sem memdria intermédia

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da ASRock

para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) suporta DDR4 2933 por overclocking; Core™ (i5/i3),
Pentium® e Celeron® suporta DDR4 2666 por overclocking.

Suporta médulos de meméria ECC UDIMM (opera em modo
nao-ECC)

Capacidade méaxima da memoria do sistema: 128GB

Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®

Contato em Ouro 15y nos slots DIMM

2 x Slots PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE4: unico em x16
(PCIE1); duplo em x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

2 x Slots PCI Express 3.0 x1

Suporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX"™

1 x soquete M.2 (Chave E), suporta Modulo tipo 2230 WiFi/BT e
Intel® CNVi (WiFi/BT Integrado)

Os gréficos incorporados Intel* UHD e as saidas VGA s6 podem
ser suportados com processadores com GPU integrada.

Codecs Acelerados de Hardware: AVC/H.264, HEVC/H.265 8bit,
HEVC/H.265 10bit, VP8, VP9 8bit, VP9 10bit, MPEG 2, MJPEG,
VC-1
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Audio

LAN

* VP9 10bit e VC-1 sdo apenas para decodificagao.

* Codificagao VP8 e VP9 néo sdo suportados pelo SO Windows.

Gréficos, Midia e Computador: Microsoft DirectX 12,

OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid / Switchable Graphics, OpenCL 2.1

Visualizagio e Seguranga do Contetido: Rec. 2020 (Wide Color
Gamut), Microsoft PlayReady 3.0, Prote¢do Conteudo SGX Intel®,
Disco Blu-ray UHD/HDR

Trés opgoes de saida de graficos: D-Sub, HDMI e DisplayPort 1.4
Suporta configuragao com trés monitores

Suporta HDMI 1.4 com resolugao méx. até 4K x 2K (4096x2160) @
30Hz

Suporta DisplayPort 1.4 com resolugdo max. até 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

Suporta D-Sub com resolugio méxima de até 1920x1200 @ 60Hz
Suporta Auto sincronizagao labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 1.4 (E necessirio
um monitor compativel com HDMI)

Suporta HDCP 2.3 com Portas HDMI 1.4 e DisplayPort 1.4
Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com portas HDMI 1.4 e
DisplayPort 1.4

Audio HD de 7.1 canais com protegio de contetido (Codec de
4udio Realtek ALC1200)

Suporte audio Blu-ray superior

Suporta Proteciao de Sobretensao

Blindagem de isolamento PCB

Camadas de PCB individuais por canal de dudio R/L

Audio Nahimic

LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Protegdo de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE
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E/S do painel
posterior

Armazena-
mento

Conector

¢ 1 Suporte de Antena

* 1x Porta PS/2 para mouse/teclado

e 1x Porta D-Sub

e 1x Porta HDMI

¢ 1 x DisplayPort 1.4

e 2 x Portas USB 2.0 (Suporta Prote¢ao ESD)

e 1 x Porta USB 3.2 Gen2 Tipo A (10 Gb/s) (Suporta Protecao ESD)

e 1 x Porta USB 3.2 Gen2 Tipo C (10 Gb/s) (Suporta Protecao ESD)

e 2 x Portas USB 3.2 Genl (Suporta Prote¢ao ESD)

e 1xPorta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

o Fichas de dudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /

Microfone

¢ 6 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte RAID (RAID 0, RAID 1,
RAID 5, RAID 10, Tecnologia de Armazenamento Rapido Intel®
17), NCQ, AHCI e Conexao a Quente*

* Se M2_2 estiver ocupado, SATA3_1 serd desativado.

¢ 1 xsoquete M.2 Ultra (M2_1), suporta chave M tipo 2280 médulo
M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s) **

¢ 1 xsoquete M.2 (M2_2), suporta chave M tipo 2280 médulo M.2
SATA3 6,0 Gb/s e médulo M.2 PCI Express até Gen3 x2 (16 Gb/s)**

** Suporta a tecnologia Intel® Optane™
** Suporta NVMe SSD como discos de inicializagdao
** Suporta Kit ASRock U.2

¢ 1 x Plataforma SPI TPM
¢ 1x Intrusao do Chassi e Cabecote de Autofalante
¢ 2 x Cabecotes de LED RGB
* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36W
¢ 2 x Cabegotes LED Enderecaveis
* Suporte no total de até 5V/3A, Faixa LED de 15W
¢ 1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimenta¢do méaxima 1A do ventilador (12W).
¢ 1x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua
(4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
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* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.
e 4 x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP e CHA_FAN4/WP podem detectar automaticamente se
ventoinha de 3 pinos ou 4 pinos estd em uso.
¢ 1 x Conector alimentagiao ATX 24 pinos
¢ 1 x Conector de energia 8-pinos 12V
¢ 1 x Conector de energia 4-pinos 12V
¢ 1 x Conector de dudio do painel frontal
¢ 1 x Conector Thunderbolt AIC (5 pinos)(Suporta Cartdao ASRock
Thunderbolt 3 AIC R2.0 tnica)
¢ 1 x Plataforma USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta
Protec¢do ESD)
e 2 x Plataforma USB 3.2 Genl1 (Suporta 4 portas USB 3.2 Gen1)
(Suporta Protegdo ESD)

Fungées da e AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI
BIOS e ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar
e Suporte SMBIOS 2.7
e Multi ajuste de tensao de CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM,
PCH, VCCSA,VCCSFR

Hardware- ¢ Sensor de Temperatura: CPU, CPU/Bomba de dgua, Chassis/
Monitor Ventoinhas da bomba de agua
o Tacometro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de dgua, Chassis/
Ventoinhas da bomba de dgua
* Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de 4gua,
Chassis/Ventoinhas da bomba de dgua
e Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
agua, Chassis/Ventoinhas da bomba de agua
¢ Detecgdo de ABERTURA da CAIXA
e Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH 1,05V, VCCSA, VCCST, VCCIO

SO ¢ Microsoft® Windows® 10 64-bit
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Certificagbes * FCC, CE
* Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimentagdo

preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagées detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste
A das definicoes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagio de
ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do
sistema ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser
realizado por sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo

overclocking.

1od

>

[=
(e}
=
(02
w
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper é

colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se néo for colocada uma tampa de jumper nos pinos,
o jumper é "Aberto".

W W

Short Open
Apagar o Jumper CMOS Curto: Apagar CMOS
(CLRMOS1) Abrir: Padrao
Jumper de
(ver p.1,N.° 18) .
2 pinos

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Os dados no CMOS incluem
informagoes de configuragao do sistema, tal como senha do sistema, data, hora e
parametros de configuragdo do sistema. Para apagar e reinicializar os parametros do sistema
na configuragdo padrao, desligue o computador e retire o cabo de alimentagao, utilizando
em seguida a tampa do jumper nos pinos de CLRMOSI durante 3 segundos. Por favor,

ndo se esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS. Se vocé precisar
apagar o CMOS logo ap06s ter terminado uma atualizagao da BIOS, devera primeiro iniciar
o sistema e voltar a encerrd-lo antes de apagar o CMOS.

Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a opgao do BIOS
"Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.
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1.4 Suportes e conectores onboard

A

Suporte do painel de

sistema

(PAINELI1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.217)

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird
causar danos permanentes a placa-mae.

Ligue o botao de alimentagao,
o botéo de reinicializa¢ao e o
indicador do estado do sistema
no chassi deste suporte, de

acordo com a descri¢ao abaixo.

HDLED-
HDLED+ Observe os pinos positivos e

negativos antes de conectar os

cabos.

PWRBIN (Botio de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagio no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para
desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botdo de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de
reinicializagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagio no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensio S1/83. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagéo, um botdo de reinicializacdo, um LED de
alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu médulo
de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e 0s pinos correspondem de
forma correta.

Intrusdo do Chassi e SPEAKER Conecte a instrusdo do chassi
DUMMY
Cabecote de Autofalante DUMMY e autofalante do chassi a este
5V

(SPK_CI1 de 7 pinos) A l o)[0) cabecote.
(ver p.1,N.219) 1 [e)

|

SIGNAL |
GND
DUMMY




Conectores série ATA3 Z| & Estes seis conectores SATA3

(SATA3_0: E | suportam cabos de dados

ver p.1, N.° 11) 0 1= SATA para dispositivos de

(SATA3_1: ;| 1 armazenamento interno com

ver p.1, N.° 12) E | uma taxa de transferéncia de

(SATA3_2: @ dados de até 6,0 Gb/s.

ver p.1, N.° 15) ~ B * Se M2_2 estiver ocupado,

(SATA3_3; 2 I_ |_ 2 SATA3_1 serd desativado.

ver p.1, N.° 16) &kl kS

(SATA3_4: SATA3_5 SATA3_4

ver p.1, N.° 20) [—]

(SATA3_5:

ver p.1, N.° 21)

Suporte USB 2.0 USB_PWR Hé um cabegote nesta placa-
b

(USB1_2 de 9 pinos)
(ver p.1, N.0 24)

mae. Cada suporte USB 2.0

pode ter duas portas.

Plataformas USB 3.2 Vous Ha dois cabegotes nesta placa-
Genl S i posomce mae. Cada suporte USB 3.2
(USB3_3_4 de 19 pinos) e .G:‘:, PB_SSTX- Genl pode suportar duas
(ver p 1 N ° 14) IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+ portas
s . IntA_PA_SSTX+ GND .
(USB3_5_6 de 19 pinos) is_p 5. JO[OL mis_po o
( LN 10) IntA_PA_D+ Dummy
ver p.1, N. :
Suporte de audio do O encs Este suporte destina-se a

painel frontal
(HD_AUDIO1 de 9
pinos)

(ver p.1, N.2 30)

MIC_RET

ouT_RET

conexdo dos dispositivos
de dudio no painel de audio

frontal.

H470M Pro4

111



1. O Audio de alta definicdo suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi
deverd suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugoes no nosso
manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal de
acordo com o0s passos abaixo:

A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte 0 Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé ndo precisa
ligd-los ao painel de dudio AC’97.

E. Para ativar o microfone frontal, vi a guia “Microfone Frontal” no painel de controle
Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.

&

Chassis / Conectores da FAN_SPEED_CONTROL 4 Esta placa mée fornece
CHA_FAN_SPEED 3
ventoinha de bomba de FAN_VOLTAGE 2 conectores de ventilador do
GND 1
agua chassis de refrigeracdo quatro
(CHA_FAN1/WP de 4 agua de 4 pinos. Se vocé
pinos) pretende conectar um ventilador

(ver p.1,N.°31)

(CHA_FAN2/WP de 4
pinos)
(ver p.1,N.213)

(CHA_FAN3/WP de 4
pinos)

(ver p.1,N.° 25)
(CHA_FAN4/WP de 4
pinos)

(ver p.1,N.°29)

Ao N -

GND

FAN_VOLTAGE_CONTROL

FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

4321

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE

de refrigeragio a agua de chassis
de 3 pinos, por favor, conecte-o

ao Pino 1-3.

Conector da Ventoinha = Esta placa mée inclui um

da CPU conector de ventilador da
GND

(CPU_FANI1 de 4 pinos) +12v CPU (Ventilador silencioso)

(ver p.1,N.23)

CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

de 4 pinos. Se vocé pretende
conectar um ventilador da CPU
de 3 pinos, por favor, conecte-o
ao Pino 1-3.
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FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

Conector da ventoinha

de bomba de dgua/CPU FANVOLTAGE
(CPU_FAN2/WP de 4
pinos) 1.2 3 4

(ver p.1, N.° 6)

Esta placa mae inclui um
conector de ventilador da CPU
de refrigeragdo a dgua de 4
pinos. Se vocé pretende conectar
um ventilador de refrigeragao
adgua da CPU de 3 pinos, por
favor, conecte-o0 ao Pino 1-3.

Conector de alimentagio
ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1,N.29)

Esta placa-mae inclui um
conector de alimentacdo ATX
de 24 pinos. Para utilizar uma
fonte de alimentacdo ATX de 20
pinos, introduza-a no Pino 1 e
Pino 13.

Conector de alimentagio
de 12V ATX

(ATX12V1 de 8 pinos)
(ver p.1, N.o 1)

Esta placa-mae inclui um
conector de alimentac¢do de 12V
ATX de 8 pinos. Para utilizar
uma fonte de alimenta¢do ATX
de 4 pinos, introduza-a no Pino
1 ePino 5.

*Aviso: Certifique-se que o
cabo de for¢a conectado é
para o CPU e nao para a placa
grafica. Nao ligue o cabo de

forga PCle a este conector.

Conector de alimentagao D'_IG

(ATX12V2 de 4 pinos)
(ver p.1, N.2 2)

Por favor, ligue este conector a
uma alimentagao de forca ATX
12V.

*O plugue de sua fonte de
alimentagdo se encaixa neste
conector apenas em uma

orientagao.
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Conectores Thunderbolt
AIC

(TBI de 5 pinos)

(ver p.1,N.° 26)

Por favor, conecte uma placa
adicional Thunderbolt™ (AIC) a
este conector Thunderbolt AIC
através do cabo GPIO.

* Por favor, instale a placa
Thunderbolt™ AIC para PCIE4
(slot padrao).

Plataforma SPI TPM SPITRM_Co¥ Este conector suporta um
(SPI_TPM_J1 de 13 ng;lszs?:so sistema com SPI Mdédulo de
pinos) 505 (‘j g'l*'jaz Plataforma Confidvel (TPM),
(ver p.1,N.°22) O|O|O|O oo (? que pode armazenar com
+L.§\7I‘Dm seguranca chaves, certificados
e digitais, senhas e dados. Um
SPI_MOSI
oM PIRG sistema TPM também ajuda a
melhorar a seguranca de rede,
a proteger identidades digitais
e a garantir a integridade da
plataforma.
Cabegotes de LED RGB 4 Estes dois cabegotes RGB sao
(RGB_LEDI de 4 pinos) 12ve R B usados para conectar o cabo
ver p.1, N.° e extensdo de
(ver p.1, N.o 28) d io de LED RGB
que permite aos usudrios
(RGB_LED2 de 4 pinos) B escolher entre vérios efeitos de
(ver p.1,N.»7) R iluminagdo LED.
G
oy Atengao: Nunca instale o

cabo RGB LED na orientagao
errada; caso contrario, o cabo
pode ser danificado.
*Consulte a pagina 35 para
mais instrugdes sobre estes dois

cabegotes.
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Cabegotes LED
Enderegaveis
(ADDR_LED1 3 pinos)
(ver p.1, N.° 8)

(ADDR_LED2 3 pinos)
(ver p.1,N.2 27)

GND

DO_ADDR
vouT

GND
DO_ADDR
vouT

Esses dois cabegotes LED
Enderegaveis sdo usados para
conectar o cabo de extensdo de
LED Enderegéavel que permite
que os usudrios escolham entre
varios efeitos de iluminacédo de
LED.

Atengao: Nunca instale o cabo
de LED Ajustavel na orientacao
errada, caso contrario o cabo
pode ser danificado.

* Consulte a pagina 36 para
obter mais informagoes sobre

esta plataforma.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gtéwnej ASRock H470M Pro4, niezawodnej plyty gléwnej
produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme¢ ASRock, rygorystyczng kontrolg
jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukeje, spetniajaca

zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jakoéci i wytrzymatosci.

Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogg zosta¢ zaktualizowane,

Q zawartos¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia. W przypadku
jakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na
stronie internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc
techniczna w odniesieniu do tej plyty gtownej, nalezy odwiedzic strong internetowg w celu
uzyskania specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock,
mozna takze pobrac liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa
ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

* Plyta gléwna ASRock H470M Pro4 (Wspélczynnik ksztaltu Micro ATX)
e Skrécona instrukcja instalacji ASRock H470M Pro4

* Pomocnicza ptyta CD ASRock H470M Pro4

¢ 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

* 3 x$ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

* 1 x ostona panelu Wejscia/Wyjscia
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

Grafika

Wspotczynnik ksztattu Micro ATX
Konstrukcja kondensatorami statymi

Obstuga 109 Gen procesoréw Intel® Core™ (Socket 1200)
Digi Power design

Sekcja zasilania 9 Power Phase Design

Obstuga technologii Intel® Turbo Boost 3.0

Intel® H470

Technologia pamigci Dual Channel DDR4
4 x gniazda DDR4 DIMM
Obstuga pamigci DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC,

pamie¢ niebuforowana

* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej ASRock

w celu uzyskania dalszych informacji. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) obstuguje DDR4 do 2933; Core™ (i5/i3), Pentium® i
Celeron® obstuguje DDR4 do 2666.

Obstuga modutéw pamieci ECC UDIMM (dzialanie w trybie
non-ECC)

Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 128GB

Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15y poztacane styki w gniazdach DIMM

2 x gniazda PCI Express 3.0 x 16 (PCIE1/PCIE4: pojedyncze w
x16 (PCIE1); podwéjne w x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych

2 x gniazda PCI Express 3.0 x1

Obstuga AMD Quad CrossFireX"™ i CrossFireX"™

1 x gniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT typu 2230 i
Intel” CNVi (Zintegrowany WiFi/BT)

Wbudowana grafika Intel” UHD i wyjécia VGA sa obstugiwane
wylacznie z procesorami, ktore majg zintegrowane GPU.
Sprzetowo przyspieszane kodeki: AVC/H.264, HEVC/H.265
8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit, MPEG2,
MJPEG, VC-1
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Audio

LAN

* VP9 10bit i VC-1 stuzg wylacznie do dekodowania.
* VP8 i VP9 kodowania nie sa obstugiwane przez system operacyjny
Windows.

Grafika, Media i komputery: Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5,
Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video, Hybrid /
Switchable Graphics, OpenCL 2.1

Bezpieczenstwo wyéwietlania i tresci: Rec. 2020 (Wide Color
Gamut), Microsoft PlayReady 3.0, Intel® SGX Content Protection,
UHD/HDR Blu-ray Disc

Opgje trzech wyjs¢ graficznych: D-Sub, HDMI i DisplayPort 1.4
Obstuga trzech monitoréw

Obstuga HDMI 1.4 z maks. rozdzielczoscia do 4K x 2K
(4096x2160) przy 30Hz

Obstuga DisplayPort 1.4 z maks. rozdzielczo$cig do 4K x 2K
(4096x2304) przy 60Hz

Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy 60Hz
Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR (High
Bit Rate Audio) z portami HDMI 1.4 (Wymagany monitor zgodny
z HDMI)

Obstuga portow HDCP 2.3 z HDMI 1.4 i DisplayPort 1.4
Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portami HDMI 1.4 i
DisplayPort 1.4

Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem tresci (Kodek audio Realtek
ALCI1200)

Obstuga audio Blu-ray Premium

Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

Ekranowanie izolacji PCB

Indywidualne warstwy PCB dla kanatu audio R/L

Nahimic Audio

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi/
ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE
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Tylny panel ¢ 1x Wspornik anteny
Wejscia/ ¢ 1x port myszy/klawiatury PS/2
Wyjscia ¢ 1x port D-Sub
e 1xport HDMI
¢ 1 x DisplayPort 1.4
e 2x porty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)
e 1xport USB 3.2 Gen2 typu A (10 Gb/s) (Obstuga zabezpieczenia
ESD)
e 1xport USB 3.2 Gen2 typu C (10 Gb/s) (Obstuga zabezpieczenia
ESD)
e 2x porty USB 3.2 Genl (Obstuga zabezpieczenia ESD)
e 1xport LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
¢ Gniazda audio HD: Wejécie liniowe / Glo$nik przedni / Mikrofon

Przechowy- e 6xzlgcza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga (RAID 0, RAID 1, RAID 5,
wanie RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17), NCQ, AHCI i Hot
Plug*
* Jesli jest obsadzone M2_2, gniazdo SATA3_1 zostanie wylgczone.
¢ 1 x gniazdo Ultra M.2 (M2_1), obsluga Key M typu 2280 modutu
M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)**
¢ 1 x gniazdo Ultra M.2 (M2_2), obsluga Key M typu 2280 modutu
M.2 SATA3 6,0 Gb/s i modutu M.2 PCI Express do Gen3 x2
(16 Gb/s)**
** Obstuga technologii Intel° Optane™
** Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
** Obstuga ASRock U.2 Kit

Zlacze * 1 x zlgcze gtéwkowe SPI TPM
* 1 x zlgcze gtéwkowe naruszenia obudowy i glosnika
o 2 x zlgcza gtowkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W
¢ 2 xadresowalne zfgcza gtéwkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W
¢ 1 x zfgcze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Zlacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym
pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
¢ 1xzlycze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)
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Funkcja BIOS

Monitor
sprzetu

System
operacyjny

* Ztacze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukfadu chlodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
* 4 x zlacza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)
* Zkycze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP i CHA_FAN4/WP moze automatycznie wykrywa¢, jedli uzywany
jest wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
¢ 1x 24 pinowe zlgcze zasilania ATX
¢ 1x 8 pinowe zlacze zasilania 12 V
¢ 1x4 pinowe zlacze zasilania 12 V
¢ 1 x zlgcze audio na panelu przednim
¢ 1 x zlacze Thunderbolt AIC (5-pinowe) (Obstuguje tylko karty
ASRock Thunderbolt 3 AIC R2.0)
e 1 x zlacza gtéwkowe USB 2.0 (obstuguje 2 porty USB 2.0) (Obstuga
zabezpieczenia ESD)
* 2x porty gtéwkowe USB 3.2 Gen1 (Obstuga 4 portéw USB 3.2
Genl) (Obstuga zabezpieczenia ESD)

¢ Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym GUI

® Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0

¢ Obstuga SMBIOS 2.7

¢ Wiele regulacji napiecia CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM,
PCH, VCCSA,VCCSFR

e Wykrywanie temperatury: CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory
obudowy/pompy wodnej

¢ Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna, wentylatory
obudowy/pompy wodnej

¢ Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): CPU, CPU/
pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej

¢ Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, CPU/
pompa wodna, wentylatory obudowy/pompy wodnej

o Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY

* Monitorowanie napiecia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH 1,05V, VCCSA, VCCST, VCCIO

¢ Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
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Certyfikaty e FCC,CE

* Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoscig
obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegélowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszg strong internetowg:

http://www.asrock.com

A

Nalezy pamigtac, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wigcznie z
regulacjg iei w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem
narzedzi przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na stabilnos¢
systemu lub nawet powodowac uszkodzenie komponentéw i urzgdzen systemu. Powinno

to zosta¢ zrobione na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia
spowodowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach, zworka

jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest “Otwarta”

W W

Short Open
Zworka usuwania danych Zwarcie: Usuniecie danych z
z pamieci CMOS 3-pinowa pamieci CMOS
-pinow
(CLRMOSI1) zp orka Otwarcie: Domy$lne
Wi

(sprawdz s.1, Nr 18)

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamigci CMOS. Dane w pamieci
CMOS obejmuja informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasto do systemu, datg, czas
i parametry konfiguracji systemu. W celu usuniecia i zresetowania parametréw systemu
do ustawien domyslnych, wylacz komputer i odlacz przewdd zasilajacy, a nastepnie uzyj
nasadke zworki do zwarcia na 3 sekundy pinéw CLRMOS1. Nalezy pamigta¢, aby po
usunieciu danych z pamieci CMOS zdja¢ nasadke zworki. Jesli wymagane jest usunigcie
danych z pamigci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania

danych z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastgpnie wylaczy¢ go.

opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungé zapis poprzedniego stanu naruszenia

Q Po usunigciu danych z pamieci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyreguluj
obudowy.
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1.4 Wbudowane ztgcza gtéwkowe i inne ztacza

A

Ztacze gtéwkowe na
panelu systemu

(9-pinowe PANELI)
(sprawdz s.1, Nr 17)

Whudowane zlgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé zworek
nad tymi zlgczami gléwkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami gléwkowymi i
zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty gtownej.

Do tego zlacza glowkowego
mozna podlaczaé przycisk
zasilania, przycisk reset i

wskaznik stanu systemu

na obudowie, zgodnie z

HDLED-
HDLED+

przydzialem pinéw ponizej.
Przed podiaczeniem kabli
nalezy zapisa¢ pozycje pindéw

plus i minus.

PWRBIN (Przycisk zasilania):
Podlgczenie do przyciskéw zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze
skonfigurowaé sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):

Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk
resetowania, aby ponownie uruchomic komputer, przy jego zawieszeniu i braku mozliwosci
wykonania normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S1/83. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia S4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda LED
Jjest wigczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gtéwnie sklada sig
z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywnosci dysku
twardego, glosnika, itd. Po podlgczeniu do tego zlgcza gléwkowego modutu panelu przedniego
obudowy, nalezy si¢ upewnié, ze jest prawidlowo dopasowany przydziat przewodow i pinéw.

Zkacze glowkowe Di P’\AEMA\‘:ER Podtacz to tego ztacza
naruszenia obudowy i DUMMY | glowkowego naruszenie
glos$nika o] obudowy i gtosnik obudowy.
(7-pinowe SPK_CI1) | (e][e])[e]
(sprawdz s.1, Nr 19) SIGNAL |
GND
DUMMY
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Z¥acza Serial ATA3
(SATA3_0:
sprawdz s.1, Nr 11)
(SATA3_1:
sprawdz s.1, Nr 12)
(SATA3_2:
sprawdz s.1, Nr 15)
(SATA3_3:
sprawdz s.1, Nr 16)
(SATA3_4:

i

SATA3_0
|—

i

SATA3_1
L

SATA3 2
I—]

I——1

SATA3_5 SATA3 4

sprawdz s.1, Nr 20)

(SATA3_5:
sprawdz s.1, Nr 21)

SATA3_3

Te sze$¢ zlgczy SATA3
obstuguje kable danych SATA
dla zewnetrznych urzadzen
pamieci z szybkoscig transferu
danych do 6,0 Gb/s.

* Jesli jest obsadzone M2_2,
gniazdo SATA3_1 zostanie
wylaczone.

Z1jcza gtowkowe
USB 2.0

(9-pinowe USB1_2)
(sprawdz s.1, Nr 24)

USB_PWR
p-

p-
USB_PWR

Na tej plycie gléwnej znajduje
sie jedno zfacze gtéwkowe.
Zkycze gtowkowe USB 2.0 moze

obstugiwa¢ dwa porty.

Zacza gtowkowe

USB 3.2 Genl
(19-pinowe USB3_3_4)
(sprawdz s.1, Nr 14)
(19-pinowe USB3_5_6)
(sprawdz s.1, Nr 10)

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+

IntA_PA_D+ Dummy

Na tej plycie gtéwnej znajduja
sie dwa ztacza gtowkowe. Kazde
ztgcze glowkowe USB 3.2 Genl

moze obstugiwa¢ dwa porty.

Ztacze gtowkowe audio
panelu przedniego
(9-pinowe HD_
AUDIO1)

(sprawdz s.1, Nr 30)

ND
PRESENCE#
MIC_RET

‘ 7‘ OUT_RET

I |O| [¢)

1 o] (el (e}

[ Tourz2.t
J_SENSE
ouT2_R
MIC2_R
Mic2_L

To ztacze glowkowe stuzy do
podlaczania urzadzen audio do
przedniego panelu audio.
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1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziata¢ prawidtowo prze-
wod panelu na obudowie musi obstugiwac HDA. W celu instalacji systemu nalezy wykonac
instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowac w zlgczu gléwkowym audio
panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:

A. Podtgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.

B. Podtgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uzi ie (GND) do uzi

ia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzg wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podlgczaé

dla panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywnic¢ mikrofon przedni, przejdz do zakltadki “FrontMic” w panelu Realtek

Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania”.

FAN_SPEED_CONTROL

ZY3cza [wentylatora
CHA_FAN_SPEED

pompy wodnej obudowy FAN_VOLTAGE
(4-pinowe CHA_FAN1/ e
WP)

(sprawdz s.1, Nr 31)
(4-pinowe CHA_FAN2/ GND
WP)

(sprawdz s.1, Nr 13)

FAN_SPEED

NN

(4-pinowe CHA_FAN3/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 25)
(4-pinowe CHA_FAN4/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 29)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

— W

FAN_VOLTAGE_CONTROL

FAN_SPEED_CONTROL

4321

FAN_VOLTAGE

GND

Ta plyta gléwna udostepnia
cztery 4-pinowe ztgcza obudowy
wentylatora chlodzenia
wodnego. Jesli planowane

jest podlaczenie 3-pinowego
wentylatora chlodzenia
wodnego obudowy, nalezy je
podtaczy¢ do pindw 1-3.

ZYacze wentylatora CPU R —

(4-pinowe CPU_FAN1) T
ND

(sprawdz s.1, Nr 3) +12v

CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

Ta plyta gléwna udostepnia
4-pinowe zlacze wentylatora
CPU (Cichy wentylator). Jesli
planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podlaczy¢ do pinéw
1-3.
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Z¥acze wentylatora
pompy wodnej /CPU
(4-pinowe CPU_FAN2/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 6)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

Ta plyta gléwna udostepnia
4-pinowe zlacze obudowy
wentylatora chlodzenia
wodnego CPU. Jedli planowane
jest podiaczenie 3-pinowego
wentylatora chlodzenia
wodnego CPU, nalezy je
podlaczy¢ do pindw 1-3.

ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 9)

Ta plyta gléwna udostepnia
24-pinowe zlgcze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdtuz pinu 1 i pinu 13.

ZYacze zasilania ATX
12V

(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

Ta plyta gtéwna udostepnia
8-pinowe zlacze zasilania ATX
12 V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢
je wzdltuz pinu 11 pinu 5.
*Ostrzezenie: Upewnij sie, Ze
podlaczony kabel zasilajacy
jest przeznaczony do CPU, a
nie do karty graficznej. Nie
podlaczaj do tego zlacza kabla
zasilajacego PCle.

Z¥jcze zasilania ATX
12v

(4-pinowe ATX12V2)
(sprawdz s.1, Nr 2)

N
U

Podlgcz do tego zlacza zasilacz
ATX 12V.

*Wtyczka zasilacza pasuje do
tego zlacza tylko w jednym

kierunku.




H470M Pro4

ZYacza Thunderbolt AIC Podlacz dodatkowg karte
(5-pinowe TB1) Thunderbolt™ (AIC) do zlgcza
(sprawdz s.1, Nr 26) Thunderbolt AIC przez kabel
GPIO.
* Nalezy zainstalowa¢ karte
Thunderbolt™ AIC do PCIE4
(gniazdo domyélne).

ztacze gléwkowe SPI SPITRM Co¥ To zl3cze obstuguje system
RSMRST#

TPM seiMiso SPI Trusted Platform

(13-pinowe SPI_TPM_ 505 (‘j (J;'LU:QZ Module (TPM), ktéry moze

J1) OlO OlO [ Ol(? bezpiecznie przechowywaé

(sprawdz s.1, Nr 22) »L.?C"Dm Kklucze, certyfikaty cyfrowe,

ax™™ hasta i dane. System TPM
SPI_MOSI
oM PIRG pomaga takze w zwigkszeniu
zabezpieczenia sieci, ochronie
cyfrowych danych osobowych
i zapewnieniu integralno$ci
platformy.

Zlacza gtéwkowe LED ; @Q@Q Te ztacza glowkowe RGB

RGB 12vG R B sg uzywane do podlaczenia

(4-pinowe RGB_LED1) przedtuzacza LED RGB, ktory

(sprawdz s.1, Nr 28) umozliwia uzytkownikom

wybor sposrod réznych efektow

(4-pinowe RGB_LED?2) B $wiatta LED.

(sprawdz s.1, Nr 7) R Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
G instalowa¢ kabla LED RGB w
12v

T nieprawidlowym kierunku; w

przeciwnym razie kabel moze
zosta¢ uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace
tych dwoch ztaczy gtowkowych

nalezy sprawdzi¢ na stronie 35.
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Adresowalne ztgcza
gtowkowe LED
(3-pinowe ADDR_
LED1)

(sprawdz s.1, Nr 8)

(3-pinowe ADDR _
LED2)
(sprawdz s.1, Nr 27)

1

GND

DO_ADDR
VouT

GND
DO_ADDR

vouT

Te dwa adresowalne zlgcza
glowkowe s3 uzywane do
podlaczenia adresowalnego
przedtuzacza LED, co
umozliwia uzytkownikom
wybor sposréd réznych efektéw
$wiatla LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowa¢ adresowalnego
kabla LED w nieprawidlowym
kierunku; w przeciwnym razie
kabel moze zosta¢ uszkodzony.
* Dalsze instrukcje dotyczace
tego zlacza glowkowego nalezy

sprawdzi¢ na stronie 36.
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11 ZH3 UHES

o ASRock H470M Pro4 "FH B.= (Micro ATX & HE )
« ASRock H470M Pro4 7+ A 2] Qb 4]

« ASRock H470M Pro4 |91 CD

o Al2]d ATA (SATA) "ol & Alo] L2 7 (A= F5)
o M2 2AE A3 (Y F5)

« VO A= 1A
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Micro ATX 3% ¥
o P FlAM T2

MK
o
il

CPU « 10 Al tH Intel® Core™ Z 2 A 4] 2] (&7 1200)
» Digi Power design
o« 97 MY SA =
« Intel® Turbo Boost 3.0 7] = %] 1

ZNE « Intel® H470

22| « ¥4 A2 DDR4 v 28] 7| &
« DDR4 DIMM <% 4 71|
« DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 H] ECC, H]#] 3 & nf =.2]
2] <1

* 271 A 1 E 918141 ASRock G Ate] Eo gl wl =] 2]
=25 x4 A 2 . (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) = 2 TH 2933 7}%] DDR4 = 2| 3} 37 ; Core™
(i5/i3), Pentium® %! Celeron® += | tl] 2666 7} ] DDR4 &
2| ds}ar.

« ECCUDIMM W 22] 2% (H] -ECC REA 253 )24
o A2~ wW e ) g2 128GB

« Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 |

« DIMM <3¢l 15u Gold Contact A2

i

bal
p
o

PCI Express 3.0 x16 2% 2 7| (PCIE1/PCIE4: © @ x16
(PCIE1), ©] % @ x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))
*NVMe $SD & -8 vl 232 AHg 7153l == x4

« PCI Express 3.0 x1 &5 2 7

o AMD Quad CrossFireX™ 2 CrossFireX™ 2] 1

o« M24Z (EZ]) 170, BF]] 2230 WiFi/BT & 2 Intel®
CNVi( 533 WiFi/BT) A1

el « Intel* UHD 122~ W & _ gl n] 535} VGA 23S GPU
TE Z2AA R A3 S olg T
o 3l=9o] 1< 29 . AVC/H.264, HEVC/H.265 8- H] E.
HEVC/H.265 10- B] &, VP8, VP9 8- H| E , VP9 10- H| E ,
MPEG2, MJPEG, VC-1
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LAN

*VP9 10 H] E 2 VC-1 £t 32y A-&qivrt.
* VP8 2 VP9 8l 71> Windows OS ol 4 2] 4 =] 2] k51 ch.

o 29, vjt]e] & 8 : Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5,
Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video, Hybrid /
Switchable Graphics, OpenCL 2.1

o T]aZ e o] &l = B3k : Rec. 2020 (Wide Color Gamut),
Microsoft PlayReady 3.0, Intel” SGX Content Protection, UHD/
HDR E-Feo] ]2~z

o e &% 34 Al 7 : D-Sub, HDMI ¥ DisplayPort 1.4

- A EUE A

« HDMI 1.4 2141 ( 29 sl 4= 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz)

« DisplayPort 1.4 2| 4 ( 3 ] sl 4} = 4K x 2K (4096x2304) @
60Hz)

o D-Sub A (F ] A% 1920x1200 @ 60Hz)

« Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC 2 HBR (High Bit
Rate Audio)(HDMI 1.4 3£ E ¥3}) 2] <d (HDMI 2.3+ 2 U
29)

« HDCP 2.3(HDMI 1.4 % DisplayPort 1.4 ZE %3} ) 2] %]

« HDMI 1.4 ¥ DisplayPort 1.4 £ E 5 o]-4-3} 4K Ultra HD(UHD)
Ay 214

o ZEl= HFE 0]837.1 CHHD 2U]2 2% (Realtek
ALC1200 $£.t] & 549 )

o ZEju]ed EFdo] 2r]e A

o A BT A A

o PCB Z ol %}

o R/L 2] 234 71 PCB & o] o]

« Nahimic 2-T] £

« Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
» Giga PHY Intel® 1219V

o Wake-On-LAN #| 1

« W /ESD B& A ¢]

o A o]yl 802.3az A1

« PXE A
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o I EHA 1A
o PS2UL-~/FHE FE

{0
[

=
e D-Sub ZE 1 7}

« HDMI ¥ E 17}
« DisplayPort 1.4 1 7}
o USB2.0FE 27l (ESD B3 A ¥
o USB3.2Gen2 B} A EE 1 7] (10 Gb/s) (ESD B35 A ¢
« USB3.2Gen2 €3] C EE 17 (10 Gb/s) (ESD .5 2] ¢ )
5 241

o USB3.2Genl £ E 2 7} (ESD ®.3& #]<]
o LED # 2} RJ-45 LAN ¥ E 1 7| (ACT/LINK LED 2 SPEED
A cekel 4 /AW 29 A /vte] =2

LED)
« HD 20| A .

+ SATA3 6.0 Gb/s 71 ¥] 6 71 7} RAID (RAID 0, RAID 1, RAID
5, RAID 10, Intel W2 2] % 7] < 17), NCQ, AHCI ¥ 3t <] 1

SATA3_1 7} B]| &4 3}= ) |
3 2280 M.2

2] 4]+
*M2_2 0] AHS T Hg-,
o UltraM.2 27 (M2_1)1 7}, Gen3 72 2] M 7] €} 4]
PCI Express & 4 7| 2191 (32 Gb/s)**
o M2 47 (M2_2)1 70, M 7] €F3) 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s
Gen3 M.2 PCI Express 2.E-2 2 7l (16 Gb/s) 7} 2]

193]

141+
A9l
27

** Intel® Optane™ 7] &
** NVMe SSD 5 -8 t] A~z 2 AL 71531 %

** ASRock U2 7] E A ¢!

il

« SPITPM &t 1 7}
o A H] A9 FA FH Y 1l
<]

)] -S-
=

{4 E
o RGBLED 3|t 2 7}
* A 4 3 12V/3A, 36W LED ~E & 7|
o T2 AA 7153 LED &t 2 7
* A A 3| 5V/3A, 15W LED 2~ E & 2]
)17
= A0)

o CPU M AHE (47
*CPU 3 71 E] &= 3 A2 o] 2] 1A(12W) &l CPU H
(2ulE 3 &

243}
o CPU/ A BZ 3 A @)1 A
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BIOS 7|

StEQo =2
LIE

0s

*CPU/ #1¥] g = 2 3l o] H vl 2424W) <] W84 22

e 2 Qs ch.

o A/ E FZ A ADE (47 )40 (20tE A L2 Ao])

QA e e s A= o] H o 24(24W) &1 A Z ]

A& A A gt

*3 3 =47 o] A5l 7-9-, CPU_FAN2/WP,

CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP }

CHA_FAN4/WP 7} 215 © 2 7128 4= 9l %51t}

o 24 ATX A AdE 17

o 83 12v AL AYE 1 A

o 4 12v AL AYE 1 A

o A s 2v] e AE 1Y

« Thunderbolt AIC 791 1 7} (5 3 ) (ASRock Thunderbolt 3 AIC
R2.0 7}= ®F 2] 4)

« USB2.03IT] 1 7] (USB2.0 EE 271 241 ) (ESD B35 2|4 )

« USB3.2Genl 3t 2 7} (USB 3.2 Genl £E 4 7} 241 ) (ESD
BE A4

o Thaho] GUI A & Al-3-8}&= AMI UEFI 2§38 BIOS
« ACPI6.0E lo]= < o]
« SMBIOS 2.7 2|44

« CPU #9°] / 7} A , GT, DRAM, VPPM, PCH, VCCSA,VCCSFR

Aok th 24

57.}%] CPU, CPU/ ¥ E] B =, A/ el H = AR

I etz 0] e . CPU, CPU/ 18] B=Z , A A/ le] =

2 9 (CPU %ol o] 8t AfA] 3l &= 215 234 ): CPU,
CPU/ Ml H =, A4/ el = 9

o 3 ohF = Ao CPU,CPU/ IH FH , 204 /e F= 9

o Aoz~ dd] 77

o Aot U E : 412V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, VPPM,
PCH 1.05V, VCCSA, VCCST, VCCIO

.
2 rfo

o Microsoft® Windows® 10 64- H] E.
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olE « FCC,CE

« ErP/EuP A} 7} (ErP/EuP A4 715 A 3333 2 2)

* AR A5 Bl e sl A= GHAF APl EE 342 3) 4] A2 : http://www.asrock.com

BIOS 475 3% 5} 71} Untied Overclocking Technology < 4 -§-3] 7 v} e} 4] ]

A o F R EPE AL AL E3Sle S F R o= o] L Hzo] 2]Fo]
uhErhe A2 e L. S FR YL A2 QYA of o g FALE A=) o]
Azde] FA 2 aoh 3o E442 I FE daiich LHFRYLS A8
22 977} Bl 4L Zhot s ok v, Bk 28] 22 o o] 8 YT 5
Qi & 4ol Thel ] A o] glgviet.
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13 &8H&EH

TS AAE YA AHFEA nelFrivh A AL Aol 49E AL DY
Aol g3 § Aol 497 ghoxd 4 &

W W

Short Open

Clear CMOS # ¥ 2} Clear CMOS
(CLRMOS1) whAl . ) B2k

T A Tl
(1 5f0)7) 18 ¥ &= LR

#z)

= gl<ytl. CMOS ol
Al 2=/l A7 shelelE o} 22 A ~F)
S 7] B Ao R 27 §‘rf5}€1 kil
CLRMOSI ©] 153 =

) 74 ;45]_7]. %3} JL] 1:]- A 2~ ®) s}e}no) =
3od
w%ﬂﬂﬂﬁﬂﬁ‘mos

&
AFEE x4y 225 2 b Ao

CMOS & 2] & Z-- Al o]~ d7lo] 22 € == gl51]r} . BIOS 4  Clear Status
(el 2--7] ) & 2H3]ef o]H 2 A H el tf gt 7] =& 2] -4 4] &
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A

S ol € H4YH

4o

2 3r] o} AE & o] op ]} ¥ A& &8 E s r]ef A e o
H-9-2) up] Al 2 A & L1 E ]} Ade] of 2] mir] B E] 7] o
St

A2~ s H A o] A wME A HE
CEil PANELl) A28 b A58 o2l 2
(13o]A] 17 W &5 3 kol ule} o] &t of
RS k AAg ) Aol &S
| Gno A# st Aol F= A7}
HOLED+ 5 2L 71 &3t

PWRBTN( g HE):
A A] 2 s o] A
T k.
RESET( 2] WE ):

A 2] s o] 2] Al B E o
TSR] ¥ A 2] v E

PLED( A|2-%] ¢l LED):

AP A] A sfd o] A Aell FA] 5o (dd 3T, A|AE o] 2HEstr Q]S
wl= LED 7} A2 Qs eh. Al o] $1/83 v 7] 4} el of] 15 v+ LED 7} A<
Zhakeluicl . Al wlo] sS4 th 7] A xE= A A3 (S5) AEf ol 9= wl= LED 7F
714 Qv Th

HDLED( 8} E2}o]H F3}F LED):

A A] A 7 2] 3l= Eefo] B F2} LED o A& gi]rt. sf= Eefo] Bl Hlo]E &
v 2232 Ql& ] LED 7} A A i)

A s o]zl el A A HE 2 ol & o). Hd f
2] A W&, F9 LED, s}gga}olﬁ EZ}LED »u]aqg
A A s d mEE o] T A E af efo]o] T

) 2] l=x] Bl g, o
AA F ) 7] A SPEAKER A F ) A A] =3 A
DUMMY
3 DUMMY | o] |ty el A A AL
(7 4 SPK cn) [
(13fe12] , 19 ¥ &5 1
EES sioNAL |
GND
DUMMY
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A2l ATA3 A E o o] 5 6 711 ] SATA3 A E &=
(SATA3_0: E 2] th 6.0 Gb/s Blo] ] A%

1 90]7], 0 = SE5 A FsE T

11 & k2 o 2% 4 5] 4 SATA o] €]
(SATA3_L: = (L Aol e A et
10]4] ” = *M2_20] A F A,
129 522 ~ ©, SATA3_1 7} v] &4 st el
(SATA3_2: 2 |- |_ 2

E N sl lE S

153 5 3F2)  SATA3 5 SATA3 4

(SATA3_3: ([ —

1],

16 W 5 =)

(SATA3_4:

1],

201 &5 32

(SATA3_5:

1],

21 H 32

USB 2.0 3t USB_PWR o] mr] B X of &= 3}t o

(9 71 USB1_2) T Fti 7} odsLich. o] USB 2.0
(135017 ,24 W &5 i 2E F S AU
) 1 T A F .

USB 3.2 Genl 3|t}
(19 71 USB3_3_4)

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+

o] nfr| Bt o= 3]
N7} el Tl . ZF USB 3.2

Aol i g5 oeigge Genl AU B2 RS
i‘:}-_;ll_ ) InlAiPAisSGT:; i:‘i;aj_ ] o_] 5—1_ o~ 0}\ ]E]—
(19 1 USB3_5_6) o> OIOF . pe-0¢
@@ sfelA, 10 W 5 ‘
2
AR o 2] 2 4 o] A& 2r] e A E
il . ~ OoUuT_RET e I A 5=
9 7 HD_AUDIO1 | A 2r] e s dof] A3l
(1011, 30 ¥ &5 ololo @ o ARg-F T},
21z ! ®] (ol [e}
) ‘ [ Toura_L
J_SENSE
OuT2_R
MIC2_R
MIC2_L
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apgste] A 4]2] 5 sho]o]

Jol vFol gl 2|3 & whe} Al

2
-
)
>~
=
>,
o
of, =5
S

1t

& ) afo} et . 4
o
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A. ch_IN (MIC) = MIC2_L ol 123}
B. Audio_R (RIN) 2 OUT2_R 9] ¢ 23}

v},
37 Audio_L (LIN) < OUT2_L o] <12 3] ct.
C. =] (GND) & % =] (GND) o] A& g}
D. MIC_RET ¥ OUT_RET + HD 2.t].2 5 d o] il A}-§-F1]c}. AC97 2.r] 2 7
g oz olAdst g} glsc),
E. # vlo] -5 24 3} 5} 2] 1 Realtek A] o] ZFol 4] “FrontMic” & 0. 2 7}4]
“Recording Volume( %55 25 )" = 2 gicl.

AL e = A FAN_SPEED_CONTROL 4 o] mpriH.Eof =4 7 144
CHA_FAN_SPEED 3 .
dlE FAN_VOLTAGE 2 A 3 A E 4 )7}
GND
(4 71 CHA_FAN1/WP) el s o] 9l<ic} 33
(190121, 31 ¥ &= CPU A A] =1 4] Fe] H-&
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- N 2 FAN_VOLTAGE_CONTROL
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S = FAN_SPEED_CONTROL
= ) CHA_FAN_SPEED
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2
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CPU/ $1¥] = 3}
A

(4 7 CPU_FAN2/WP)
(19017, 6 ¥ =

#FH2)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

o] it BEof &4 3 514
CPU # 7 e] 7} 5hAf = of
ol E} 33 CPU A
Zo] WE AZEHE A
2 1-3 oﬂ dds AL

ATX A €] 7]
(24 31 ATXPWRI)
(15012, 9 ¥ =

B
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ATX 12V A 7 E]
(8 3 ATX12V1)
(1 sfo]A], 1 ¥ =

LES

o] UPHEE =83l

ATX 12V A4 719 E 7}
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ALFFH2E gt
A1 35S upet
A4l A L.

QA A2 A
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CPU 214 QIsH4]A L .
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EES)

H470M Pro4

139



140

Thunderbolt AIC
A

(53 TB1)

(1 3012] , 26 ¥ &5
SES)

Thunderbolt ™ 22}

J}= (AIC) & GPIO Al o] &
Thunderbolt AIC # 4 & Oﬂ
AAsAIA 2
*Thunderbolt ™ AIC 7} =&
PCIE4( 7] & &3 ) o
A=A EHA AL

SPI TPM 31| T

SPI_TPM_CS#

o] AE = 7], Hl A"

GND
(13 7 SPLTPM_J1) TeRso Q%A , k5 2 dlo|e &
(Aol 22 9% LLLLTs S opap e 4+ e smr
E =) olo]olojolo[o TPM(Trusted Platform Module)
Lo e AUghch TeM
ax ™™ A 2~E U E S A Beke
SPI_MOSI
TeMPiRG Zhatela, TR " AL S
Bt FREF FELE
frA et
RGB LED /] ! o] 2 7} ¢] RGB ¥ v] &= vhafat
(4 7 RGB_LED1) 12VG R B LED 2% #2315 A% 4
(10121, 28 ¥ &= 913 RGB LED A% Al o] &-&
2z A4 st o Abg-E .
Z9] : RGB LED Alo] &%
(4 ¥ RGB_LED2) 8 AR o 2 AX3HA|
(13le]2], 74 35 R AL 28 e
T2 fzv g Aol gel E4E

Y.
* o] 3 12| e ol e g
—’Fﬂ 23035 Ao A &

25 A2
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L=
(3 31 ADDR_LEDI)
(1 fo]1A] , 8 Wl &

FH2)

(3 31 ADDR_LED2)
(1 5o]=],27 ¥ &5

#FH2)

GND

DO_ADDR
vouT

1
GND
DO_ADDR

vouT

o] 2 78] F22 A4 7453t
LED 3 t] = t}efgt LED

= adE A9 s ole
2 2 A A 7453 LED
A% Aol g Az skl
ARg U}

F9: FE AR 75T LED
Aol BT ARA WPz
AX 3R] vp AL 18
B Aol Bol =L
dset.

* o] #l|tfef] gk 57} A 32
36 o] A = 234 A L.
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ASRock H470M Pro4 XYY —R—REEBEHW FIFTEHEHOHALS TSV ET, ASRock D
BENI—E U B B E O FTEBE SN THEL E . BN LA E H
i Z DD MENT ST A=V AR L ET,

WONKIE T UICEE I BEEDDHDET, CDN=2 T IVDNFICZEE D>
TEEICIE, BT ENTN—23 213, T 77 < ASRock DU 7HYA FPBAFTE
BEINCEDET, SO P —R— IR T2 L5975 53— P B B,
CHEDETINC DO TDF MR, Mt DD 7P FTRIALTZE U, ASRock
DULTHA FTId RHD VGA J1—FEEL T CPU YR —h—EEe CEIC AN E T,
ASRock 7.z 7Yk http://www.asrock.com.

Q YW —IR—RD(FkE BIOS V7 FI TIFHEHENECENBHZ7280,. CDY=2T

1.1 Ny Tr—JDRAR

« ASRock H470M Pro4 X ¥ —R—R (Micro ATX 74—LT 773%)
o ASRock H470M Pro4 7 A w7 AV A=)V AR

+ ASRock H470M Pro4 ¥ :;R—k CD

o 2x VU7V ATA (SATA) T—R 77— ) (F T a>)

« 3xM2 Vv FHRQL (T vay)

o 1xI/O /KL —)UR
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1.2 118

TSy o XAV ATX TA—LT 772 —
T+—L o BRIV T YRR
CPU o 510 L Intel® Core™ 71ty H—IT XS 24y I 1200)

o TIURVERRG
o 9EIFHTr— Xkt
o Intel* X—R7—Ah 3.0 77/ 0V R—hk

FyTEvh « Intel® H470

*EY o 727 )VF ¥ %)L DDR4 ATV KfE
« 4xDDR4 DIMM AHw k
+ DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 /> ECC. 7>/ 73w 7 7—R X
EVITHE
*FEIC DUV T, ASRock V2 7Y A D AT —YR—h—E 7%
SHRUTLIZE W, (http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) 1&HRK 2933 £TD DDR4 ICHHIGLET 5 Core™
(i5/i3), Pentium® 33K U Celeron® lX i K 2666 F T DDR4 1K)t
LET,
+ ECC UDIMM XEVEY 21— )UKt (non-ECC E— R CH)
()]
o VATLAEY DI KA 128GB
o Intel® TZARN)—LAEY T T 7A )V (XMP) 2.0 I RIS
« DIMM A MC 150 d—)U RO 2% ek

yEBERAOY R« 2xPCI Express 3.0 x16 AH + (PCIE1/PCIE4: x16 (PCIE1) T
2277 )V x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4) TT a7 )V)
* )70 X7 & LT NVMe SSD 1Kt
+ 2 x PCI Express 3.0 x1 AHw |k
e AMD Quad CrossFireX™ & CrossFireX™ 4 5K—h
« 1xM2 Yy (Key E). X1 7 2230 WiFi/BT E¥2—)L&
Intel®° CNVi (#E 8 WiFi/BT) 10 iy

957499 o Intel’ UHD 7574w 7 ANKE Va7 IVEBLT VGA HiE.,
GPU It EINT 0ty P —DHRTHR—rENE T,
o« N—=RILT T8I AT R-O—Fv7 : AVC/H.264,
HEVC/H.265 8- £ b, HEVC/H.265 10- €Y I, VP8, VP9 8- &
w . VP9 10- € b MPEG2, MJPEG, VC-1
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*—=74F

LAN

*VP910 B hEBXTU VC-1 &, TI—RHDMATT,
* VP8 35K U VP9 T I—RIE, Windows OS IZ KDY R—FEn
FH A,

5T AT T BEOT T E 2—1 : Microsoft DirectX
12,0penGL 4.5, 72T )V BV A2 BT T )V ATV °
TAY G CTENATIYR | ALy F XTI F5T
4% A, OpenCL 2.1

TARTLABRCGIAVT Y DEF 2V T+ : Rec. 2020 (Wide
Color Gamut), Microsoft PlayReady 3.0, 1 >/ 7 )l ® SGX AT
>, UHD/HDR 7 )V—LA T4 XY

3DDT T T 4w I AMFTAT > 2> D-Sub, HDML, F5K T,
DisplayPort 1.4

3EBDEZEZ—ITHIG

HDMI 1.4 77/ 0¥ —ITH G, RS 4K x 2K

(4096x2160) @ 30Hz
DisplayPort 1.4 77,/ 10— i, S KBHMSE 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

D-Sub (S, I ARG 1920x1200 @60Hz

HDMI 1.4 R— b TA =My I 2D T4 —T715— (12bpc).
xvYCC, BX U HBR(FHE Y b L— kA —F ) IH s (HDMI
THHEZZ—DAETT)

HDMI 1.4 JR— & DisplayPort 1.4 18— kT HDCP 2.3 IS
HDMI 1.4 JR— & DisplayPort 1.4 J— T 4K Ultra HD
(UHD) FAEICH G

7.1 CHHD A —7 A4, av 7> 777 a /& (Realtek
ALC1200 A—7T 4 A a—7F"v7)

TLIT L TN—LA A —F - H—h

Y— IR

PCB fftfg> — )UK

R/IL A —T 1 F v > x)VHEN PCB L1V

Nahimic A —7 ¢4

FHEw  LAN 10/100/1000 Mb/s

F7 PHY Intel® 1219V

Wake-On-LAN (V=147 F> F)ITHIS

&/ FEUCE (ESD) fRFEITRE

TRV F—NEOI A —Y 0w b 802.3az ZHK—h
PXE ZHR—h
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U7 INZRIV
1/0

A=Y

aAXRIR

e 1x7VTFTIvh

o 1xPS)2 ¥ TR [ F—HR—RK—F

e 1xD-Sub R—h

« 1xHDMI R—h

 1x DisplayPort 1.4

o 2xUSB 2.0 R—h GHEXURE (ESD) RN IE)

+ 1xUSB 3.2 Gen2 Type-A R—h (10 Gb/s) (EEXUiXE (ESD)
(RIS

+ 1x USB 3.2 Gen2 Type-C R—h (10 Gb/s) (FHEEXUIXE (ESD)
(RIS

+ 2xUSB 3.2 Genl R—h (FFEXULE (ESD) fRFEICHIE)

o LED {if & 1 x RJ-45 LAN ;R— I (ACT/LINK LED & SPEED
LED)

« HDA—T14ATv w7 . 54 AY | 7aY  RE—H— |/
<A

o 6xSATA3 6.0 Gb/s TI1+7 % RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5,
RAID 10, Intel FE¥Y R« ARL— 77 /101Y— 17) \NCQ,
AHCI BXU Ry ST REREICH G *

*M2_2 PMER SN TS5 51E. SATA3_1 IFENICARDE T,

« 1xUltraM.2 V7w b (M2_1), ik Gen3 x4 (32 Gb/s) £TD
M Key %1 7" 2280 M.2 PCI Express £ 2 —) UG **

o 1xM2 Y7 (M2_2).M Key %7 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/
s BV 2 —)VE K Gen3 x2 (16 Gb/s) £TD M.2 PCI Express
TV a—)VITHHS **

** Intel” Optane™ 77/ Y —IT RS
o B 70 A7 2 LC NVMe SSD IS K )it
© ASRock U.2 3 M I

¢ 1xSPITPM N\ &—
o 1xVY—IAVMV—=VaVERE—H— YR —
¢ 2XRGBLED "\w&—
* AEt 12V/3A.36W FTO LED A M FITH G
o 2x 7RLY )V LED Ny & —
* Gt 5V/3A, 15W FTD LED A M)y 7 ISxfits
¢ 1xCPU77>aAXIZUEY)
*CPU 77 AR RSN 1A (12W) DFESID CPU 77 1xf
ISLET,
e 1xCPU/ UA—R—KYTT72AXTR(4EY) (AR —T
7 >/ R LD
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BIOS &k

N—Fox7
EZRUVY

0s

* CPU/ U A—R— R T T 7 NEEK 2A (24W) DH D 4 —
R—l—F—HELE T,

Ax Y= | TA—=R—=R T T 7 AXIRZGEY) (A —
77 2 RE D

= | Tr—R—IR T T 7 IR 2A 24W) DHFTDOY
F == =TI LET,

* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP 35X T CHA_FAN4/WP I3 3 BV EFzld 4 €O T 7 Ml E
NTCHWENEIDZHEMHTEX T,

1x24 ¥ ATX BIHI X I X

1x8 BV 12V EHIARIZ

1x4 BV 12V EFEIRTZ

1x B SR VA =T oA AT R

1 x Thunderbolt AIC I3~ % (5 £ ) (Thunderbolt 3 AIC R2.0
J1— ROIAR—MTHES)

1x USB 2.0 N\ &' — (2 DD USB 2.0 R— M) FFEAUK
i (ESD) fRICHIS)

2x USB 3.2 Genl ™\w&—(4 D0 USB 3.2 Genl R— MIHIE)
(FESE (ESD) IS0 IE)

AMI UEFI Legal BIOS, £ 5 i#fi GUI YHR— My &

ACPI 6.0 YL = A 07 A N2 b

SMBIOS 2.7 }riR—h

CPU 27 / ¥ 2, GT,DRAM, VPPM, PCH, VCCSA,
VCCSFR B~ LT i

Y5 CPU.CPU/ A —R— RV T, Tv— )
IF—B—RT T

T7YRIAA—K . CPU,CPU/ U —R—RV T, vr—/
IF—B—RT T

577> (CPU RIS T v — 7 7 VR E R B
#£): CPU, CPU/ UA—R =RV T v — | UF—R =R
TITY

T7 VT HREHIME - CPU, CPU/ WA —R—R T v —
VI —=R—=RT T

o — A BHBARA]

TEIEEH - +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, VPPM, PCH
1.05V, VCCSA. VCCST, VCCIO

Microsoft® Windows® 10 64-bit
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SRELE + FCC.CE
+ ErP/EuP Ready (ErP/EuP X )G EEIRIHEREE DA T )

* EARGEANC DU T, Ytz 7 N S8 JE X0, http://www.asrock.com

BIOS fEDHEE, 7> ZA FA—/N—o w070/ a2 =D, Yr—F/N—71D

A F—IN—=1y 7 — VDR ER G A —N— Ty DIClE, —E DV %A

WEFTDTCTHRELZE A—N—2000FBES AT AW RLEIC o720, >
RTADAYR—3 MPOTINA ZPWHART B EDBDET, TEHBDEUETI 5T

PEXV, BTl A—/ =20 E K BHHADEHNTE A VD RE T DT T HL
V=128
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13 v VIN\—RE

COATANE, VYV I—DRE TR RUTOET, v 8—Fvy THE I
EoTWVBE Ir 8= a—k T, Vv /8 —Fvu TR E > TR
LA Vv S A—TV T,

W W

Short Open
CMOS 7V 77T /78— a—hk: CMOS DZUT
(CLRMOS1) NN F =T FTHIVE

2T I8—
(p.1.No. 18 &)

CLRMOS1 7Z{#i>T CMOS NDT—Z%E 77 TEET, CMOS DT —HITIE, vx%
LSAT—R, B R, AT LREIRTA—R =12 EDT AT LB E N
i@“o HELT. T 74NV IREICT AT LISTA—H— %‘)h/}\‘a“%ui\:ukl—
DOFEPFAEYID BRI —RERE Vv 38—+ v 72 # LT, CLRMOS1 DY
/LL 3P a—krLET, CMOS V7V T LIzlE, Vv 3—Fr v TR0 gD
FENEVEICUTLIZEW, BIOS 77 77 —hM4, CMOS 27V 7§ %058 h %
N RINTT AT LAEKBI L, ZNH5 CMOS 77 77y aY TR vy bR
T LUTLIEEL,

ML—23 2 R 7 — 2 R GEER% 1259 B IS, BIOS 47723 > 5 [ Clear Status (R 7—

Q CMOS 22779 BE, r—ADHDRHIENEZEDDHDE S, LUFTDZ+—214>
KRDIHE) I THELTTEE N,



14 FVR—=—FDOANYZ—EORT%2

A

AT LISV B —
(9 ¥/ PANEL1)
(p.1.No. 17 )

H470M Pro4

AR —FANY X =, AR T RIS T 2 IN—"TlEHDEC /o CNENY X =LA TR
1L 4 278 —F 4y TR IR N TLIEE e N X —BLUART RIS 4> 75—
Frw T BE, Y —IR— FICHPHRIG I 5B VET,

BIFERZ i L, R
ZUy kL, N EH
WIS T I —TDIUA

TIAT—RAFIRT VT 7
TONYE =By LET,
=7 )i B EITIE.
Ero+&—ickizEDIFTL
7ZEW,

PWRBTN (FEIiR5%>):
S =R SR IV D EPFR XN L TLIEX VN, BIRR X 2L T, S X TA
2371232 St eRETEET,

RESET (Ut hh%>):

S =R SRV DYV Yy FRZAHE R L TLIEE 0 A Ea—R—P T —X Lz
O, D BB 2RI TTEEVEEICIE, Uty MR 2L T A Ea— R —Z2
EHLET,

PLED (X 7Ll LED)

S — B RV DEEPFR T —RAA > D — R L TLIEE Y S AT L)
g, LED 2N AT LET, SR 7A0Y 81/53 R —TMRAED G AICIE, LED (357 %l F
F I, SRTLD 4 R —TIRREE =13 FEiliA 7 (S5) D& ¥ICiE, LED i34 7T

HDLED ON\—FRFZ+4 772717 LED) :
S =R NRIVDIN=R RS A7 70 71 ¥ T LED ICHHE L TLIES s N—FFZ
AT DT —RE G RO E AL FEARHUS, LED 1345 DET,

HIIET SRV T WA NE S = ko TR B S DB DFE TS Hii/ SR IV ED 2 —)lid,
EICEPR 2 Uy MR A, &R LED,)N—FRZ 147727 +¢E 7 LED, RE—J1—
HEDSHREINE T, S —> DRI SRIVE D 2 — )b e DNy X ki 255
1Z0d, IERRD#D 24 TE, B2 DEID L THIELSERL TV B EZHENDTIIZE N,

D a2 SV DZF"MEN‘I*fER D2 G2 IV | e PR
VERAE =AYy R — DUMMY Y=V A —=H—TE D\
. +5V N . .
(7 €/ SPK_CI1) ol o) R—I1fER L TLIEE N,
(p.1.No. 19 Zit) 1 olo
SIGNAIL |
GND
DUMMY
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TUTIV ATA3 AT % S_)I N5 6 DD SATA3 IHT A —
(SATA3_0: g 13, it 6.0 Gb/ BBDT—%=
p.1.No. 11 Z#) o R CNFEEA L —
(SATA3_1: o TINA AHD SATA T7—X
p.1.No. 12 %) = =T R—LET,
(SATA3_2: @ *M2_2 PMEFEN TV S
p.1.No. 15 ) o ] 0 B SATAS_LIRIBHICEDE T,
(SATA3_3: 2 |_ 2

p.1.No. 16 B & l=llE &

(SATA3_4: SATA3 5 SATA3 4

p.1.No. 20 Z:H#)

(SATA3_5:

p.1.No. 21 ZH)

USB 2.0 \w&— use_PwR COYY—R—RIZIZ 12D
(9 ¥ USBI_2) T AR — 75\ {réﬂh“a\i@“o
(p.1.No. 24 Z#) TDUSB2.0 N\ Z—IF.2D

1 DR—=F Y R—FTEET,

USB 3.2 Genl "\ 4 — B ZORP—R—RIZIE 2 DD
(19 ¥>/ USB3_3_4) i pa ssrx JOIOF A P sSRX: N\ A 75\ {ré NTVET,

(p.1.No. 14 ZR)

IntA_PA_SSRX+

IntA_PA_SSTX-

GND
GND IntA_PB_SSTX-

IntA_PB_SSTX+

% USB 3.2 Genl "X —I&,

(19 ¥/ USB3_5_6) S =T 2 DDR—-IEYR-FTE
(p.1,No. 10 B vttt 3
AsMANAS SV o OND e encEs TONYR—=E, 70y v 4—

N MIC _RET N o _ N N
FA\y R — ‘ OUT_RET TAZAINKINCA—T AT
(9 ¥ HD_AUDIO1) SOl o INA AWt d B72DDED
(p.1. No. 30 1) o e =W <7,

J_SENSE
OuT2_R
MIC2_R
MIC2 L
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S

L NATY T4 =232 F =T vy o  2 2 G R— L TOETH, IEL

SHFET 2720142, > —> DSV T A Y —7Y HDA Y R—FL T B2 ED
RETT, BREODIRATLEZRDFFZIE, DT =2 7V BE T+ —D
N Za TIVDFRICHE S TLIEE U,

2. AC'97 A—T ARV B T 25 EICE KD R T 7T, fiiii N3 A —Tr

ANV E—IZHIOHFTTEEZ U,

A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L Ic##i LE T,

B. Audio_R (RIN) % OUT2_R IZ, Audio_L (LIN) Z OUT2_L Icf%#t LF T,

C. 77—X (GND) % 7"—X (GND) Ic##t L& 9,

D. MIC_RET & OUT_RET 4, HD A4 —7¢A7S2%)VEHTT, AC'97 A —T 1A/
FIVTIE SN S22 T 2B DFEE A

E. 702 FA TGN T BICIE, Realtek 1> N EH—)L7 % )LDl FrontMic [X 7T,
SR Ef ) 2B L TTEE N,

H470M Pro4

o

Sy [ a—

VT AR R
(4 £ CHA_FAN1/
WP)

(p.1.No. 31 )

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

— W

CORYP—HR—RIZIZ 4DD
4 EIKIGHI v — Oy
AT ENTOET, 38
DI — KGN T 7 %
BT AHAIE BV 131

LTz,

(4 ¥~ CHA_FAN2/ 1 np

2 FAN_VOLTAGE_CONTROL
WP) 3 FAN_SPEED
(pl NO 13 %B@) 4 FAN_SPEED_CONTROL
(4 £ CHA_FAN3/ 4321
WP)
(p.l\No. 25 ZR) FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED

(4 ¥~ CHA_FAN4/ FAN_VOLTAGE
WP) GND
(p.1.No. 29 1)
CPU 77> AR R e — COXYP—R—RiF4E~
(4 ¥ CPU_FAN1) T CPU 77V (FE&T7>)axy
(p.1.No. 3 D) +12v ANEEHENTVE T, 3

CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

D CPU 77> iekid 255
[l N B R k2 O
0,
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CPU/ ﬁj___g__j_‘:\/j FAN_SPEED_CONTROL C@-?qu_j_:_':bi 4 t°y7k

CPU_FAN_SPEED

T7/aART R FAN-VOLTAGE IBH1 CPU T 7> AT 2k

(4 £ CPU_FAN2/ fiiENTVET, 30D CPU

WP) R IKIGEN T 72 ki T B E

(p.1.No. 6 ZHH) I Y 13 IR LT
W,

CORYP—R—RiF 24>
ATX BRI K7 2SN
TWVET, 20 ¥ D ATX B
EEHFTZICIE.Er 1813
ICEDETHRILTIZE N,

ATX EJRIRT %
(24 ¥/ ATXPWRI1)
(p.1.No. 9 ZI)

ATX 12V BFI R TX 8 - 5 ZORYP—R—=Rid s
(8 ¥ ATX12V1) 8%%8 ATX12V BRI KT Z—hidk
(p.1.No. 1 ZHH) h 1 HENTVET, 4 E2D ATX

BFEZMHITZICEE V1 e
5ICHEDETERELTITIZEN,
L B SN TS EE
I—=TIWI TS5 Tt I AT 1—
FHTIE%&L.CPUHITHSB T
EEERLTIIZE W, PCle
W — ) EZOaARTE—IC
b7 AP AN G far-{ A

ATX 12V BRI AR IR D'_‘U ATX 12V &EFRZ DRI R
(4 ¥ ATX12V2) O] IR LTLIZE N,

(p1.No.2 B0 BB TS E T DRy
221 AU ELAT T
LATEE AL
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Thunderbolt AIC GPIO 7 —7 )7 ffio>C,
aARTR Thunderbolt ™ 7 R >/ 71— R
(5 ¥~ TB1) (AIC) % Thunderbolt AIC 0
(p.1.No. 26 ZH8) KRR LTLIEE D,
* PCIE4 (T 74V R Ay )
IZ Thunderbolt ™ AIC /17— 7%
HOMFTLIEEN,
SPI TPM Header SPLTRM. oo ZOARTRIE SPI M T AT
(SPILTPM v & —) eruiso ReTIw R T g =L EYa—
(13 ¥ SPL_TPM_J1) LIS (‘3 (‘jﬂfm U (TPM) ¥ AT WSS T %
(p.1.No. 22 1) olololoolofo DT BTV 2VREIRE 78X
‘ AW R P RERLARRET
Sp‘chtlzou;my %ij‘o TPM “/Z?‘L\Ciifc\
ST FYNT—IFa )T AR
O, T IRV B RFEL,
Ty v T A — LD R
AFLET,
RGB LED N\ & — 1 N5 2 DD RGBN\Y X —%
12V G R B

(4 ¥~ RGB_LED1)
(p.1.No. 28 &)

(4 ¥~ RGB_LED2)
(p.1.No. 7 BIR)

ffiFHLTC RGB LED ZEE —7
WP UE, I—Y—k &
FEELLED AT 475
R TEET,

713 : RGB LED 7 —7 LM
S T R0t
72, & 725 IO £
35—V hhHHT B e
NHVET,

* TG 2 DDAV A —DEL
WEIICDWVTIE 35 R—=Y
EBIRUTLIIEE Y,

H470M Pro4

153



154

7 RLY )V LED N\
H—

(3 ¥ ADDR_LED1)
(p.1.No. 8 D)

(3 € ADDR_LED2)
(p.1.No. 27 )

GND

DO_ADDR
vouT

1
GND
DO_ADDR

vouT

NS 2D0O7 RLY TV
LED N\ A —ZfiHLT. 7R
LY 7))V LED LT —T )V 7%
Pkt U, 21— —13. &%
SERLED IA T4V TR
TR TEEX T,

R 7RLUY )V LED 77—
TIVIERE S T2 ST I IO ff
B0 TIEE W, hE-T 0
ACHOT B8, r—T IV h
BT 2L NHVET,

* ZONYZ IS %I
IRIZDWVTIE, 36 "=V %T
BHITZE
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L fasr

JE T2 5K A6 BE H470M Pro4 T » IR MR B — B K4 T B LRI HEAE I TERE
FISEREMT o EIRHLRT & 1 B A A ARG TS AR B ERE -

AT ° IR SRGE AEMNERL » WFEFTHIRAAF K FTE LR F o BT
EFINHITIEA o AR EG M EMRIARBTERSEF » VIR A TR0 LA (K
THEETHZI S H1E 8. o F5t a] LITEEEE G EHEIRFT VGA £l CPU S£#551% -
HEHERY I http://www.asrock.com °

Q HIFEMHMUS I BIOS HLfFATREC AT » UL » A SCRH A AT RE 2 RERT 2L » 20

[a—

1 ER

+ "B H470M Prod £ (Micro ATX A& T )
o 12 H470M Pro4 H % 2546/

o B HA70M Pro4 THEOEE

o 2x BT ATA (SATA) BB (i)

o 3xBRZZ (ft M2 FEEEER)  GEW)

o 1x1/0 AR
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Micro ATX #li& R <1
TR A g5

FFFEE 10 X Intel® Core™ 2bHERF ({7 1200)
Digi Power design

9 BT

¥ Intel® Turbo Boost 3.0 AR

Intel” H470

JEE DDR4 NTER A
4 x DDR4 DIMM #&
7 DDDRA4 2933/2800/2666/2400/2133 FE ECC » JELRITINTT

*IH SR EER B #J Memory Support List (AfFSZ##51E) T
fFENE © (http://www.asrock.com/)

* Core™ (i9/i7) % 4% DDR4 ft 51k 2933; Core™ (i5/i3) * Pentium®
#l Celeron® 37 £ DDR4 ik 2666 ©

Z#F ECC UDIMM ANf#5ER (FF ECC #R=UHR(F )
TRARGNFER AL E ¢ 128GB

¥ Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
DIMM G 150 <5 fif =

2 x PCI Express 3.0 x16 1§ (PCIE1/PCIE4 : #i - x16 (PCIEL) ;
W - x16 (PCIE1) / x4 (PCIE4))

* 7HF NVMe SSD FI{EE Eh 4

2 x PCI Express 3.0 x1 1§

F#F AMD Quad CrossFireX"™ Fl1 CrossFireX™

1 x M.2 Socket (Key E) > SZFF3H 2230 WiFi/BT &3 F Intel®
CNVi (50 WIFi/BT )

HE GPU SR AL FEER =245 Intel” UHD Graphics N E 14X
M VGA fith »

T IR R RS B © AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8-bit
HEVC/H.265 10-bit ~ VP8 ~ VP9 8-bit * VP9 10-bit ~ MPEG2
MJPEG ~ VC-1
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* VP9 10 il VC-1 (X Tfifid o
* Windows #ERGASEF VPS8 HI VP9 4l o
o SR~ BEEFIITE ¢ Microsoft DirectX 12 ~ OpenGL 4.5 ~
Intel® Built In Visuals ~ Intel® & (5[5 ~ B E / Al 2
-~ OpenCL 2.1
o ERAIRA LS ¢+ Rec. 2020 (J7HE) ~ Microsoft PlayReady
3.0 ~ Intel® SGX WA 4" ~ UHD/HDR HEEEL
o 3 PE A HIETT : D-Sub ~ HDMI # DisplayPort 1.4
o ZFE-HERE
« ZFF HDMI 1.4 » 30Hz IR KPR IE 4K x 2K (4096x2160)
« 37FF DisplayPort 1.4 » 60Hz I By R/ HHESIE 4K x 2K
(4096x2304)
o SZFF D-Sub » 60Hz T KM HHRIER 19201200
« #IT HDMI 1.4 351 (FFEERZAR) HDMI foRds) S2FF Auto
Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) * xvYCC fll HBR ( E{LEZEE
¥ )
« i HDMI 1.4 fll DisplayPort 1.4 3iii 137 £ HDCP 2.3
« i HDMI 1.4 1 DisplayPort 1.4 3 [ 37 5737 £F 4K #B &1
(UHD) 1%

o BHNFFPTIEEN 7.1 CH G5 (Realtek ALC1200 3
YRR R )

o CFFHIERT

. PCB[EE=

o FT7E | HESEER 5 PCB 2

o Nahimic F

« Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

» Giga PHY Intel® 1219V

o 7 Wake-On-LAN ([%_F-Mifig )
o ZFFEH /ESD (R

o FFRFEBERILIRM 802.3az

o i PXE
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JaTMR 1/0

i

B0

o 1x REEFHZE

« 1xPS/2 EFr / BN

o 1xD-Sub [

« 1xHDMI Jid

e 1x DisplayPort 1.4

« 2xUSB2.0 %0 (SZFF ESD 4£4)

« 1xUSB 3.2 Gen2 A Z7IBG M (10 Gb/s) (SZFF ESD {£4)

« 1xUSB 3.2 Gen2 C FEHUIHI (10 Gb/s) (SZFF ESD #4)

« 2xUSB 3.2 Genl fiii[ ] (377 ESD {#477)

o 1xRJ-45LAN U5 » 7 LED (ACT/LINK LED # SPEED
LED)

o EEEHETL ¢« SREREA /AT SR 1 Z X

¢ 6xSATA3 6.0 Gb/s [ » SZFf RAID (RAID 0 ~ RAID 1~
RAID 5 ~ RAID 10 ~ Intel Rapid Storage Technology 17) ~
NCQ ~ AHCI FI# K *
SR M2_2 # 5 0 SATA3_L REHHEE -
o Lx %% M2 ¥ (M2_1) » 3FF M Key 227 2280 M.2 PCI
Express AU (55 Gen3 x4 7 32 Gb/s) **
o 1xM2 2 (M2_2) » 375 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s M Key 3
TUREERFN M.2 PCI Express f3t (55 Gen3 x2 (16 Gb/s)) **
“* S7FF Intel” Optane™ Technology
> 7 NVMe SSD FATEREh
o SRR U2 B

« 1xSPI'TPM #fHl

o 1x WUFER AT 2 220

« 2xRGBLED #3k
* R 12V/3A » 36W LED AT 5%

o 2x AJ 541k LED 230
* B LSRR 5V/3A 0 15W LED AT 4%

« 1xCPU NGEEO (4%f)
* CPU KURSEEII SRR 1A (12W) THESH CPU XU e

o 1xCPU/ KFENRED (451) (EREXEEEER])

* CPU/ KRGS HF e i) 2A (24W) DHZSH) 7K KR ©

o 4xHLFE/ KENEED (44t)  CERREXREEEH)
“HUAE 1 KR SRR B 2A (24W) DIZRR) K AR ©

* CPU_FAN2/WP ~ CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP ~ CHA _
FAN3/WP 1 CHA_FAN4/WP T LLE ZhFa 3 #HEIEK 4 £1HE XU
G EHH -
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o 1x24 5T ATX HLIFEZET

o 1x 8% 12v RO

o 1x4 %t 12v RO

o 1 x HHER SO

o 1x Thunderbolt AIC #2[1 (5%t) ({¥3Z#F Thunderbolt 3 AIC
R2.0 F)

« 1xUSB2.0 Il (32FfF2 4 USB 2.0 0 » S2FF ESD #4)

o 2xUSB 3.2 Genl M (SZFF 4 4> USB 3.2 Genl i1 » SZFF

ESD {£#7)
BIOS ThE « AMI UEFI Legal BIOS *» % 1B GUI
i + ACPI 6.0 FRA MR

« 7FF SMBIOS 2.7
« CPU A% / %1% ~ GT ~ DRAM ~ VPPM ~ PCH ~ VCCSA *
VCCSFR HLE% %

A e 42 o JRERGN : CPU ~ CPU/ IKEE ~ HLFE 1 KA

o MUBFEHEIT © CPU ~ CPU/ KR ~ HLFE / KR XU

o FRENE RIS CPU IRE B 585 L4 XS HE)
CPU ~ CPU/ KR ~ HLFE / KT

o MU FSEEPER] © CPU ~ CPU/ KR ~ MRS 1 KEE XU

« CASE OPEN (HLFEFTH) &l

o EHIEWEFE © 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore ~ DRAM ~
VPPM ~ PCH 1.05V ~ VCCSA ~ VCCST ~ VCCIO

BERG o Microsoft® Windows® 10 64-bit

AIE « FCC~CE
o ErP/EuP ZFF (FTEHF ErP/EuP HUHRIR)

*H R EYF A (E R B A EA TR ¢ http://www.asrock.com

AMREEII A —E NS - @15 H% BIOS 1R E » WA “HHEEMEAR” - BEH
B=TTREI LB ° BBHIFTRE A RNERAAIFEEVE » BB R GATAPERT I A& K
B o PUTIXTUL (RGN B8RS FIZEH © Fell Ix i TS i T 51 77
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1.3 BhELRWE

FEE TR AT B LR o FBRERIBRE NI SLEHRE LA - BhER “JEH" o ANSRIXSLETR
AL EE - ke CITRET o

w W

Short Open
&l CMOS Pk ¥z 2 HkR cMOS
(CLRMOS1) Frig = BA

2 FHiBkek
(MEL1T > Hi1s ) (&

CLRMOS1 I EERR CMOS HIREEE - CMOS IR RIER AL BEER » 1%
st ~ HEA -~ BTRIFRSIRE S - BERNEERASENEANRE » X7
THEAL > $ T AR, - NS FH BB E B2 CLRMOST _FAVETI 3 7 - il (E
1R FR CMOS JEHU T BRENE o 05T EAENISERL BIOS BT E1HkR CMOS » ML
MAEBERGE » HAERMAGEHUTIER CMOS #4E -

HTRLETERR CMOS » HIFEFT A58 IE)] © 1% 4 BIOS £ “Clear Status” (1BFRIAE)
VARG IRET— TR A HIE F ©
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14 B

é WRESFIE TR o T EFHBANEFEEIX LB MAFIEE L] E o Rk ZIE R F X L
RIS I LA A X ERGE AKX NERE ©

RO
(9 %1 PANELL)
(MBI E17 1)

T IRIE DA » L
FaER R ~ R
FIARGCREIET T E B E
B o MEEBLYIANEL T
EGETH -

PWRBTN( HE#4) :
EEEIWUARRTER AR o 5] DB (A s IRt G R G 7 2

RESET( EE#4) :
EBFIN FERTENR ERIEERZH o ARITEYIZEN - TTERITIEF BEFEE) » (KEE
HRH BTSSR -

PLED( Z#HJELED) :
EBFINFERTENR ERIEIRRSHETAT o RGHRIERRAERT » I LED SERE o 25A0ME
S1/83 HERRARZSHT » Ik LED [N o R4 TE S4 HERRARZSBEEHL (S5) B » I LED 45K »

HDLED( ###;%5) LED) :
SEBEINEATETIC FAOREASS) LED 74T » BEALIE (6 £HNE0S A KA » U LED

BITETR ST HARIEN A AT A T2 S7 o AT B AT R ~ BB ~
i LED ~ BEZLIGE) LED 5/ ~ /5855 o FFHLAERT RIS E L Z I AT - 7
(RELSILFIEHI 7 AL IEABUCAL

B AR 35 spenc LR AT ff 3

(7 %t SPK_CI1) DUMMY | TR E i -
(RE 190> 25 19 ) |

1

| |
SIGNAL
GND

DUMMY
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ERAT ATA3 201 o IX7SA SATA3 2101 37 8
(SATA3_0 : E 5 6.0 Gb/s BB HiHEZ N
WELIT B1t) o = PETE %55 1 SATA KR
(SATA3_1 : TR
WELIT > HB121) =L “ A5 M2_2 WA
(SATA3_2 : ® = SATA3_1 FHuis
WE1TT B 15 1) ~ “
(SATA3_3 : 2 |_ |_ g
W 100 5 16 1) SRS
(SATA3_4 : SATA3 5 SATA3_4
L 1T 20 1)
(SATA3_5 :
ME 1T H21 )
USB 2.0 £23k use puie AR EE—DEE - it

(9%t USB1_2) USB 2.0 FZHISZEF M A~ o

(BT F24a )

USB 32 Genl T%HEI] Vbus ?:vl::iPB,SSRX- ﬁtiﬁiiﬁ 2 /[\E%Hil] ° %
(19 #f USB3_3_4) o ssrc (O[O mm eossvxe USB 3.2 Genl HEAIAT LISCHF
(JI_'I_‘% 1 Dﬁ: ’ ’SEEQ" 14 %) GND IntA_PB_SSTX- Pﬁ/{\ﬁﬁ%l:l o
( 19 %T USB3—5—6) '"‘A,PA,SS;:; i:‘/:;?siu-

(WE 1T %10 71) s B

AR B ik GNERE&%CR% L TS E s & 15
(9 ¥t HD_AUDIOL1) "ouma B FTE SRR o
(MLE 171 30 1) IEEEE

INEEEER
‘ [ Toura_L
J_SENSE
OUT2_R
MIC2_R
MIC2_L
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PRIEEA IHTF AN A F I AL ER 4
UIRIEAE T AC97 EHTHINT » G HHE LT 2 B 2 L4 F TR & ATl -
A. ¥ Mic_IN (MIC) 1##£]| MIC2_L °
B. {¥ Audio_R (RIN) 1##F OUT2_R + 1§ Audio_L (LIN) 1££%] OUT2_L °
C. [4#3155 (GND) 1E#2EI#I7 (GND) °
D. MIC_RET #{l OUT_RET HFiF&iF B HUEINR o A 75 241X AC'97 EHHINE
#EL] -
E. ZS AR50 » 1§55 5] Realtek FEHENT AT “FrontMic” (FiZ M) 5T
F s i% “Recording Volume” (FREE®H) °

6_2 1. (B B ALIEN - (YL EATENREL A FF HDA A REIEH L(E - %

LA 4 A~ 4 EHokin il
FENEED - R E %
7 3 lAE K U - B
EHEBEIFH 1-3 -

CHA_FAN_SPEED

(4 ¥ CHA_FAN1/WP) FAN_VOLTAGE

GND

— W

HLFE 1 KRN O FAN_SPEED_CONTROL%
(WE1T - E31 1)
1 GND
< 4 %‘{- CHA_FANZ/WP ) 2 FAN_VOLTAGE_CONTROL
(B 1T1E13 1) 3 FAN_SPEED
4 FAN_SPEED_CONTROL

(4 %1 CHA_FAN3/WP) e —
(W17 HE251)
(4%t CHA_FAN4/WP)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

(m’;‘g 1 DT N % 29 /I\> FAN,VOLTAGEND

CPU KmHE e — I FEMGR AL 4 £+ CPU X5
(4%t CPU_FAN1) T (BFE ) B0 - A
(ME1T HE34) | o2y FIEERE 3 #F cPU WU » &

FAN_SPEED_CONTROL 4%2&?%@”%1—&2]] 1-3 ¢

CPU/ KIERH#EEO inieias IR 4 FHoKS KR EE
(4 £ CPU_FAN2/WP) FANVO e O o AR TE S 3 #1
(1T He ) CPU Ki N » 1EHEERE

12 34 ?'J%Tﬂfl] 1-3°

ATX HLJEEZO I MR AL 24 4 ATX LR

(24 51 ATXPWR1) BE o B 20 #F ATX HL

U5 ERTETRE 1 NS 13 4
®E e

(1T FH94)
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ATX 12V HLJFEE 8 o ° BLEMFRAE 8 1 ATX 12V H
(84F ATX12V1) 8%%8 T - EHH 4 £ ATX
(WE1TT-F11) 4 1 T5 o G WD 1 FNEHIE 5 4

A

“EE ERREENRIE
LR CcruU, mIEERF.
TEH PCle IR LIREEE
O,

ATX 12V B D'_‘U B ATX 12V HFEREI
(4 % ATX12V2) O B o

(ME1TT FE2)

* B HEE M — 1T A)
ASLEE -

Thunderbolt AIC #%1
(5- %+ TB1)
(B 170 %26 1)

&R GPIO £:4%
Thunderbolt “# & (AIC)
JEHEF) Thunderbolt AIC
[:[ o

* 15 Thunderbolt ™ AIC F
ZHEE| PCIE4 (BLATERE) -

SPI TPM ] SPLTRM S I 74F SPI Trusted Plat-
(13 §F SPLTPM_J1) TSR form Module ({Z{EF-#15
(W 170+ 522 ) LLLLT e o) 3 mibizes

|5|5|5|6|5|6|g' HFE R ~ IR ~ %

LS LA - TPM RYHLATLL

L ax™ BB 2 % o (RAPEL
- FHHTRET AN -

RGB LED i 1 X RGB $E[H T2 42
(4 % RGB_LED1) 12v.6 R B RGB LED ZEK:# » "JiLF
(1T 528 4) WEFRAEIR LED 4T EAE

i£E: RGBLED &R
(4%t RGB_LED2) B TINEIR, B, LHSH
(WHE1TT 5 74) Z iR,

12v

“ LR 35 UU T RIXF A
BRI IEIE -
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Al Sk LED B2 GND XA AT Sk LED #2801 A T
(3%} ADDR_LED1) @Do AODR TEHEA] Sk LED ZE K2 o A]
(W17 E8H) vouT ik P IEEEIERY LED 4T 5%

! B o
(3 ¥ ADDR_LED2) ; ? ? § FE: LAERNAER
(BT 527 1) GND SRS LED &, BENSH
VOUE:-O?ADDR R
*ESEE 36 T | XA
FEIE 1 -

165



166

5 B s des dil b

{RIETE R AR T FE)

B T R RS B S ) e S)/T 11364-2006 THLT-E

BFin g EfIin ok BE R R TIRR » FELURE B2 88
HEHNESEEYIETTR B EINI BRSPS R B0 A&
TV 7= sl B AR HIHARR © AR _ESME - R T AN i Z R FRL S A R LR —
ZRT o B Z BN 2 IR E R AR H I FT RN ARz B R (5 P AR

910 F o

HHAFWREITR AR
EAK T BRI RO R R ST R G B

10

R

U - ESROUT &R R

Wi o
. _ HEVRSITHE
Y (Pb)| 8 (Cd) | 5K (Hg) | /I8 (Cr(VD) | % 8% (PBB) | % ¥ —#Fk (PBDE)
;_Ezjizg?i X 0 0 o) 0 o)
;iiiﬁ X o) 0 0 o o

O: F LB A EV LS EATE B TR R & 2= TE SJ/T 11363-2006 FRUEHLE

FIREZORLIT -

X: FREHE SH EVRE TR RIS TR ) & = SJ/T 11363-2006 FrifE
FUERIREER » R R AR E T

&L W EITR 2 R ERER - RIEERES EALRIT ©

2002/95/EC FIHITE °
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1 @#A

BPHEREE £H HATOM Prod i > AL By EF RS U £- 28
v A & e A SRR A Y KPP TR IR RN 2P EEFHETE A R

VK ©

WA ETIERL » A EHEEN RS TG ERTIRA » 1A INEH] - E G FEER
FIBAERANI TSR - 55 ERAT RN A B S FA R B E BTl » Mt AT LY
TEZEEA AR EIR AT VGA B CPU 1RiE B o 24k http://www.asrock.com °

Q HIS LA e BIOS BXREFTRE & EBAT » AT LIS HFA AN AR » ZATATA8A] ©

L1 & &M%

o E8 HATOM Prod a4 (Micro ATX = )
o EE HATOM Prod i % %455

o E8 HATOM Prod + # %8

« 2 x Serial ATA (SATA) FH & (E*)

e 3 x Wi (P M24ERE) (Fr)

e I x I/0 G F 4%
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CPU

a3z
™
i'rn

ol
o

=

oz

ES
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Micro ATX =

ARG R

£3% 10 + Intel® Core™ A2 % (Socket 1200)
Digi Power design

9 RIRAD K

£ # Intel® Turbo Boost 3.0 i

Intel® H470
P DDR4 el dd 4

4 x DDR4 DIMM #&1
* # DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 #- ECC & % s fp il

¥ eZ LS FR O F LR EFRL R AEL -
(http://www. asrock. com/)

% Core™ (i9/i7) *4¢8% 2933 DDR4;Core™ (i5/i3);Pentium®
fr Celeron® % 45# % 2666 DDR4 °

+ 3% ECC UDIMM zefat@ficie (»v2b ECC 5% 738 iF)
B ksl £ 1 128GB

* # Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
1oy # 5 4% £ 6 1Y

2 x PCI Express 3.0 x16 4&1 (PCIE1/PCIE4: ¥ x16 (PCIEL);
# x16 (PCIE1l) / x4 (PCIE4))

%4 NVMe SSD i 5 B it

2 x PCI Express 3.0 x1 &1

£ 4% AMD Quad CrossFireX™ % CrossFireX™

1 xM2#&E (Key E) » 242 Type 2230 WiFi/BT #-2% Intel®
CNVi ( & 3¢ WiFi/BT)

WL GPU a2 B4 v £ ¥ Intel® UHD Graphics Built-
in Visuals 2 VGA ﬂi%]ﬂ! o

FLRY 4o ig o f2 g % 2 AVC/H. 264 ~ HEVC/H. 265 8 == ~
HEVC/H. 265 10 == ~ VP8 ~VP9 8 == ~ VP9 10 == ~
MPEG2 ~ MJPEG ~ VC-1



s
uy
=

LAN
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* VP9 10bit = VC-1 & * ¢ jzzg o
* Windows i # %57 3% VP8 v VP9 %hi§ -

Eor+ s 4 {oiF 8 Microsoft DirectX 12 ~OpenGL 4.5 ~
Intel® Built In Visuals ~Intel® Quick Sync Video vi® & 5% /# *»
H# B+ ~ OpenCL 2.1

BT fep F% 242 D Rec. 2020 (R ¢ %) ~Microsoft
PlayReady 3.0 ~ Intel® SGX p % i%3 ~ UHD/HDR & kgt
i3 ﬁlqifﬁ%} 413% 38 : D-Sub ~ HDMI % DisplayPort 1.4

Bz oHETE

# 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz jf#+7 & < HDMI 1.4
# 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz f%+7 & < DisplayPort

% 43 1920x1200 @ 60Hz fi#47 A& <» D-Sub

L HDMI 1.4 @4z (Z4p% > HDMI BiA ®) 0
Auto Lip Sync ~Deep Color (12bpc) ~xvYCC % HBR( & ==
FH3)

2427 HDMI 1.4 % DisplayPort 1.4 43¢ HDCP 2.3
A3t HDMI 1.4 ¢ DisplayPort 1.4 ##3:eis 4K Ultra
HD (UHD) #%7c

7.1 CH HD 5 # z p % %3 (Realtek ALC1200 5 478 &)
it

BRESS L

L ERAEE

PCB i & i e

W Z AR b PCB A

Nahimic 4 3t

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Giga PHY Intel® 1219V

X 45 e ek R

LETE /BT RE

%42 802.3az EEE &4t * i
%3 PXE
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tsw 1/0

BEHER

R

X R AL

x PS/2 # & /4tiid i

x D-Sub i

x HDMI i 4% 3%

x DisplayPort 1.4

e 2 x USB 2.0 a3 (X#EFT FE)

o 1 x USB 3.2 Gen2 A #a3|:# 4238 (10 Gb/s) (

o 1 x USB 3.2 Gen2 C #7333 (10 Gb/s) (

o 2 x USB 3.2 Genl w43 (L8 T Hk)

o 1 x RJ-45 LAN 43 > 2 LED (ACT/LINK LED % SPEED
LED)

o D % udEse - .émf;ﬁﬁ VAR L AV E N

.
—_ = = =

#

<
4

=)
=)

PSS

=T
=T

o 6 x SATA3 6.0 Gb/s #%&f £ 3 RAID (RAID 0 ~RAID 1~
RAID 5~ RAID 10 ~ Intel i i 4kis 17) ~NCQ ~ AHCI
2 HERH K

¥ peib¥ M2 2 ¢ % SATA3 I -

o 1 x Ultra M.2 42 (M2_1) > 242 M Key 3] 2280 M. 2 PCI
Express i (&% v i Gend x4 (32 Gb/s)) ¥k

o 1 x M2 #EA (M2_2) 'iﬁZZSO M. 2 SATA3 6.0 Gb/s iz
M. 2 PCI Express i (@& ¥ & Gend x2 (16 Gb/s)) 3| %k

k% %32 Intel® Optane™ $tiF

*k L 42 NVMe SSD 1% 5 B et

Yk AFEFU22E

o 1 x SPI TPM # 4+

o 1 x BEPES Gl

« 2 x RGB LED # 4+

¥ matog L% 12V/34 5 36W LED %

e 2 X ¥ %ht LED 4+

¥ st 44 5V/3A - 15W LED %

« 1 x CPU Rk %#:5 (4-pin)

¥ CPU R S48 3 1A (120) B %# Fh CPU R % o

o 1 x CPU kit §Tif b %425 (4pin) (FEAR B R
#1)

X CPU kA qF b Bismt42hd 20 (24W) B %# ki

B oG oo

c A x BERAFER SEF (4pin) (FEIUR b RE
#1)

K RA R R B ARG 20 (24V) B % Favk

Y
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¥ 4r% 3-pin 2 4-pin h %@ * ¢ > ¥ p & R CPU_FAN2/
WP ~ CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP ~ CHA_FAN3/WP = CHA_FAN4/
WP -

BIOS # st .

AT & .

T/F%"; 8 k7R .
-1
PO PR .

1 x 24 pin ATX % Rizef
1 x 8 pin 12V % /hixsp
1 x 4 pin 12V % hixsg

I x & 73 ndkep

1 x Thunderbolt AIC #:& (5-pin) (¥ % # #& Thunderbolt 3

AIC R2.0 +)

1 x USB 2.0 424-(L45 2 % USB 2.0 iddsf) (RE#HT HE)
2 x USB 3.2 Genl #:4~( 44 4 & USB 3.2 Genl i@ #:3%)

(L4 T #3E)

AMI UEFI Legal BIOS % %3 GUI ##

ACPI 6.0 i & ek fip 6+ P

%4 SMBIOS 2.7

CPU .= /#-B~ ~ GT ~ DRAM ~ VPPM ~ PCH ~ VCCSA ~
VCCSFR % /& 5 €3 %

AR CPUSCPU / kit §Tif ~ &/ k2§ 5
hoHiEiE s CPU~CPU / kit §lif ~ 4/ ks §f b 5
Fih % (2 CPUBARpBHDEBEL SER) 1 CPU~
CPU / kA §Iif ~ %/ kA FF R %

ko5 5 £ Ryd] CPU~CPU /- kA §Tif ~ 8/ kb §
BB i

®REF 12V~ 45V ~ +3. 3V ~ CPU Vcore ~ DRAM ~

VPPM ~ PCH 1. 05V ~ VCCSA ~ VCCST ~ VCCIO

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC ~ CE
ErP/EuP ready (/g £ % ErP/EuP ready 7 /h&ji %)

* QIR E e E AR 75 K APIRIAEL + http//www.asrock.com

AEAA AT e EEAE TR [EHI R - Forf {5 7R%E BIOS HHHIRE ~ R

FHESALPEAE -
A B HIEBSRE T ER (15 I R A EESH LB - REARATRE & i BRI E 1 - B

EEEHER

WAL R EE K 5 - EIERTT AIGHEARRR R o 2R

FEBSEpTE KR FTRERZE M T AR ©
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1.3 ®r3K 2

B D) AR 0T 3K TP AR AT 5N o AR B AL B AL TURRL | o B MR
thE Y o A TE R -

w W

Short Open

f e s g o
& L3RG
CreRE 1T 2-pin B
W -

st 18)

&# 41 *  CLRMOSI -;%‘f CMOS # enF st o CMOS @ enFfl e 7k bk €3 »
Yo B RS S P S PER R AR T Sl B R ;Fi“,!rti’»f_at FEX S S T
FAMPTETRE LT LR RS 7 BARER CLRMOS] + ehgtwrieit 4

3 Ay irEiE 0 Are é.i%‘f CMOS isB~T pran F - £ &7 & { #7 BIOS # = ?F';%‘f
CMOS » Bl Jf &£ & #7kads & 3L Rigaheis '??L’f CMOS #- (e % B 48 o

HIGIERR CMOS » FTRE & (FAIEI B FARL - Fah%s BIOS 12828 [VEFRINRE ) » 1HFRIE
AR TR N REHIFC 2%



14 e R

A

FEx Ry
(9-pin PANELD)

WAL S RAELTAETRBR © T I THAITETES LSt RIZTA L - ASBEARIEE(EHE
BHREEH L o RS LR AR Z AR -

i LT b 5] i
B e s TRKE

(H2B% 1 7 2 sk fidpon B
B 17) P R RL WL

S

g e

PWRBIN (T &) :
AR AT _ERTFEIRIZAT o AT 3RE (AL AL A i AR Y 77 2 @
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

Grafis

Bentuk dan Ukuran Micro ATX
Desain Kapasitor Solid

Mendukung Prosesor Generasi ke-10 Intel® Core™ (Soket 1200)
Desain Digi Power

Desain 9 Fase Daya

Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost 3.0

Intel® H470

Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran
4 x Slot DIMM DDR4
Mendukung DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC,

memori tanpa buffer

* Lihat Daftar Dukungan Memori pada situs web ASRock untuk

informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) mendukung DDR4 hingga 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® dan Celeron® mendukung DDR4 hingga 2666.

Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam
mode non-ECC)

Kapasitas maksimum memori sistem: 128GB

Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

15u Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

2 slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1/PCIE4: satu pada x16 (PCIE1);
dua pada x16 (PCIEL) / x4 (PCIE4))

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

2 x Slot PCI Express 3.0 x1

Mendukung AMD Quad CrossFireX™ dan CrossFireX™

1 x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul jenis 2230 WiFi/
BT dan Intel® CNVi (WiFi/BT terintegrasi)

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

Codec Yang Dipercepat Hardware: AVC/H.264, HEVC/H.265
8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit, MPEG2,
MJPEG, VC-1
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Audio

LAN

* VP9 10bit dan VC-1 hanya untuk mendekode.
* Enkode VP8 danVP9 tidak didukung olej Windows OS.

Grafik, Media & Hitung: Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5,
Visual Internal Intel®,Video Sinkronisasi Ceoat Intel®, Grafik
Hybrid / Yang Bisa Dialihkan, OpenCL 2.1

Tampilan & Keamanan Konten: Rec. 2020 (Nuansa Banyak
Warna), Microsoft PlayReady 3.0, Perlindungan Konten Intel®
SGX, UHD/HDR Blu-ray Disc

Tiga pilihan output grafis: D-Sub, HDMI, dan DisplayPort 1.4
Mendukung Tiga Monitor

Mendukung HDMI 1.4 dengan resolusi maksimum hingga

4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

Mendukung DisplayPort 1.4 dengan resolusi maksimum hingga
4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz

Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga 1920x1200
@ 60Hz

Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),

xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI 1.4
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)
Mendukung HDCP 2.3 dengan Port HDMI 1.4 dan DisplayPort 1.4
Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port

HDMI 1.4 dan DisplayPort 1.4

Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek
ALC1200 Audio Codec)

Mendukung Audio Blu-ray Premium

Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus
Pelindung Terisolasi PCB

Lapisan PCB Individual untuk Saluran Audio Ka/Ki
Audio Nahimic

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
Mendukung PXE
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1/0 Panel
Belakang

Penyimpanan

Konektor

¢ 1 x Braket Antena

¢ 1x Port Mouse/Keyboard PS/2

¢ 1x Port D-Sub

e 1x Port HDMI

¢ 1x DisplayPort 1.4

e 2x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)

e 1x USB 3.2 Gen2 Port Tipe A (10 Gb/s) (Mendukung
Perlindungan ESD)

¢ 1x USB 3.2 Gen2 Port Tipe C (10 Gb/s) (Mendukung
Perlindungan ESD)

e 2x Port USB 3.2 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)

e 1x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

e Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

* 6 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17),
NCQ, AHCI, dan Hot Plug*

* Jika M2_2 digunakan, maka SATA3_1 akan dinonaktifkan.

¢ 1 x Soket Ultra M.2 (M2_1), mendukung jenis modul 2280 M.2
PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)**

¢ 1 x Soket M.2 (M2_2), mendukung modul M Key tipe 2280 M.2
SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI Express hingga Gen3 x2
(16 Gb/s)**

** Mendukung Intel* Optane™ Technology
** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
** Mendukung Kit ASRock U.2

¢ 1x Header SPI TPM

¢ 1 x Intrusi Chassis dan Header Speaker

e 2x Header LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36W

* 2x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W

¢ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).

1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan

Kipas Pintar)
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Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

0s

* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan
daya kipas maksimum 2A (24W).
¢ 4 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP dan CHA_FAN4/WP dapat mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin
atau 4-pin sedang digunakan.
¢ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin
¢ 1 x Konektor Daya 8 pin 12V
¢ 1 x Konektor Daya 4 pin 12V
¢ 1 x Konektor Audio Panel Depan
¢ 1 x Konektor Thunderbolt AIC (5-pin) (Hanya Kartu
Thunderbolt 3 AIC R2.0 yang didukung)
¢ 1x Header USB 2.0 (Mendukung 2 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)
e 2x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 4 port USB 3.2 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

e AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa

e ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

e Dukungan SMBIOS 2.7

e Multipengatur Tegangan CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM,
PCH, VCCSA, VCCSFR

¢ Deteksi Suhu: Kipas CPU, CPU/Pompa Alir, Sasis/Pompa Air

o Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/Pompa Air

¢ Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis/
Pompa Air

¢ Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air,
Sasis/Pompa Air

¢ Deteksi CASE OPEN

* Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, DRAM,
VPPM, PCH 1,05V, VCCSA, VCCST, VCCIO

e Microsoft® Windows® 10 64-bit
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Sertifikasi * FCC,CE
* Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu
overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengarubhi stabilitas sistem, atau bahkan

kibatkan kerusakan komp dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun
menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan
karena overclocking.

2 Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at http://www.asrock.com/support/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O0.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710
Phone/FaxNo: 1 1.909-590-8308/+1-909-590-1026

hereby declares that the product

Product Name : Motherboard
Model Number : H470M Pro4
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: k{f/""/

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
H470M Pro4 / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

O EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 60950-1 : 2011+ A2: 2013 0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
April 24, 2020
(Date)

P/N: 15G062211001AK V1.1
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